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摘 要 ： 碳 化 硅 （ Ｓ ｉＣ ） 陶 瓷 材 料广 泛 应 用 于 国 防 与 工 业 重 大 领 域 。 增 材 制 造 （ Ａ ｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＭ ａｎｕ

ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ 
， 
ＡＭ ） 技 术 的出 现 为Ｓ ｉＣ陶 瓷 材 料 及 其 制 品 的制 备 提 供 了 崭 新 的 技 术 途 径  。 本 文 针 对

近年 来 发 展 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料 增 材 制 造 技 术 （ 包 括 非 直 接 增 材 制 造 技 术 、 直 接 增 材 制 造 技 术 等 ） 进

行 系 统 综 述 与 总 结 。 并 对 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料 增 材 制 造 过 程 的 关 键 科 学 技 术 挑 战 进 行 归 纳 ， 以 及 对 未

来 可 能 的 研 究 机遇 进 行 展 望 。 本 文 旨 在 为 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 及 其 他 结 构 陶 瓷 材 料 的 增 材 制 造 研 究 提 供

参 考 。

关键词 ： 碳 化 硅 ； 陶 瓷 材 料 ； 增 材 制 造 ； 结 构 陶 瓷 材 料

Ｄｅｖｅ ｌｏｐｍｅｎｔａｎｄＣｈａ ｌ ｌｅｎｇｅｓｏｆＡｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅＭ ａｎｕｆａｃｔｕｒ ｉｎｇｏ ｆ

Ｓ ｉＣＣｅｒａｍ ｉｃ

ＨＥＲｕ
ｊ
ｉ ｅ

，ＺＨＯＵＮ ｉ ｐ ｉｎｇ ，ＺＨＡＮＧＫ ｅ ｑ ｉａｎｇ ，ＷＡＮＧＷｅｎ ｑ ｉｎｇ ，

ＢＡ ＩＸｕ ｅ
ｊ
ｉ ａｎ

，ＺＨＡＮＧＸｕｅ ｑ ｉｎ
，ＦＡＮＧＤａ ｉ ｎ ｉｎｇ

Ｉｎ ｓ ｔ ｉ ｔｕ ｔ ｅｏｆ
Ａｄｖａ ｎ ｃ ｅｄＳ ｔｒｕ ｃ ｔｕｒｅＴｅ ｃｈ ｎ ｏ ｌｏｇｙ

，Ｂ ｅ ｉ
ｊ

ｉ ｎｇ
Ｉｎ ｓ ｔ ｉ ｔｕ ｔ ｅｏｆ

Ｔｅ ｃｈ ｎｏ ｌｏｇｙ ，

Ｂ ｅ ｉｊ ｉ ｎｇ 
ｊＰ ．Ｒ ．Ｃｈ ｉ ｎａ

 ｆ１ ０ ０ ０ ８ １

Ａｂｓ ｔｒａｃ ｔ
 ：Ｓ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓｈ ａｖ ｅｂ ｅ ｅｎｗ ｉ ｄ ｅ ｌｙｕ ｓ ｅｄ ｉｎｍ ｉ ｌ ｉ ｔ ａｒｙａｎｄｃ ｉ ｖ ｉ ｌｅｎｇ ｉ ｎｅ ｅｒ ｉｎｇｆ ｉ ｅ ｌｄ ．Ｔｈ ｅｄ ｅ

ｖ ｅ ｌ ｏｐｍ ｅｎ ｔｏ ｆＡ ｄｄ ｉ ｔ ｉｖ ｅＭ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ（ ＡＭ ）ｔ ｅｃｈｎｏ ｌｏｇ ｉ ｅ ｓｐ ｒ ｏｖ ｉｄ ｅ ｓａｎ ｅｗｆａｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｉｏｎａｐｐ ｒ ｏａ ｃｈｆｏ ｒ

Ｓ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓａｎｄｔｈ ｅ ｉ ｒ
ｐ ｒｏｄｕ ｃ ｔ ｓ ．Ｔｈ ｉ ｓｒ ｅｖ ｉ ｅｗｓｙ ｓ ｔ ｅｍ ａ ｔ ｉ ｃ ａ ｌ ｌｙｓ ｕｍｍ ａ ｒ ｉ ｅ ｓｔｈ ｅｒ ｅ ｃ ｅｎｔｄ ｅｖ ｅ ｌ ｏｐｍ ｅｎ ｔｏ ｆ

Ａ ｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＭ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ（ ＡＭ ）ｔ ｅｃｈｎｏ ｌｏｇ ｉ ｅ ｓ ， ｉｎ ｃ ｌｕｄ ｉｎｇＩｎｄ ｉ ｒ ｅ ｃ ｔＡｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＭａｎｕ ｆ ａｃ ｔｕｒ ｉｎｇａｎｄＤ ｉ ｒ ｅ ｃ ｔ

Ａ ｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＭ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ ，ｆｏ ｒＳ ｉＣｃ ｅｒａｍ ｉ ｃ ｓ ．Ｔｈ ｅｋ ｅｙｓ ｃ ｉ ｅｎ ｔ ｉ ｆ ｉ ｃ ｉ ｓ ｓｕ ｅ ｓｆｏ ｒｔｈ ｅＡｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＭ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ

ｉｎｇｏ ｆＳ ｉＣａｒ ｅｄ ｉ ｓ ｃｕ ｓ ｓ ｅｄ
？ａｎｄｔｈ ｅ

ｐｏ ｔ ｅｎ ｔ ｉ ａ ｌｆｕ ｔｕ ｒ ｅｒ ｅ ｓ ｅａｒ ｃｈａｎｄｄ ｅｖ ｅ ｌ ｏｐｍ ｅｎ ｔｔｏｐ ｉ ｃ ｓ ｉｎｔｈ ｉ ｓｆ ｉ ｅ ｌｄａｒ ｅ

ｏｕ ｔ ｌ ｏｏｋ ｅｄ ．Ｔｈ ｅａ ｉｍｏ ｆｔｈ ｉ ｓｒ ｅ ｖ ｉ ｅｗ  ｉ ｓｔｏ
ｐ ｒｏｖ ｉｄ ｅｓｏｍ ｅ

ｇｕ ｉｄ ａｎ ｃ ｅｆｏｒｔ ｈ ｅｒ ｅ ｓ ｅ ａ ｒ ｃｈａｎｄｄ ｅｖ ｅ ｌｏｐｍ ｅｎ ｔｏ ｆ

收 稿 曰 期 ：
２ ０ ２ ０ ｌ ０ ０ ９

基 金 项 目 ： 国 家 自 然 科 学 基 金 （ ５ １ ７ ７ ２ ０ ２ ８ ） 。

通 信 作 者 ： 何 汝 杰 （ １ ９ ８ ５ ） ， 男 ， 安 徽 铜 陵 人 ， 副 教授 。 Ｅｍ ａ ｉ ｌ
：ｈ ｅ ｒｕ

ｊ
ｉ ｅ＠ ｂ ｉ ｔ ． ｅｄｕ ． ｃｎ 。

说明 ： 本 文 为 申 报 中 国 硅 酸 盐 学 会特 种 陶 瓷 分 会 ２ ０ ２ ０ 年 度
“

特 种 陶 瓷 青 年 奖
”

的 辅 助 材 料 。 作 者 同 意

由 本 刊 刊 发全 文 ； 本 刊 编 辑 部 同 意 作 者 保 留 版 权 并 允 许 作 者 将 本 文 的 部 分 或 全 部 内 容 以 除 汉 语

之 外 的 其 他 语 言 发 表 。 从 某 种 意 义 上 说 ， 本 文 可 视 为 作 者 拥 有版权 的 论 文 预 印 本 。



何 汝 杰 等 ，
Ｓ ｉｃ 陶 瓷 材 料增 材 制 造研 究 进展 与 挑 战 第 ４ ２ 卷

ｔｈ ｅＡｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅＭａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ
ｏｆＳｉＣａｎｄｏ ｔｈｅｒｓ ｔｒｕｃ ｔｕｒａ ｌｃｅｒａｍ ｉｃｓ ．

Ｋｅｙ
ｗｏｒｄｓ

：ＳｉＣ
；ｃｅｒａｍ ｉｃ

；ａｄｄｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ ；ｓ ｔｒｕｃ ｔｕｒａ ｌｃｅｒａｍ ｉ ｃ ｓ ．

引 言

碳化硅 （ｓｃ ） 陶瓷材料具有低密度 、 优异 的 力 学与热学性 能 、 良好 的 热 氧与化学稳定性等优异性

能 ，在航 空航 天 、 装 甲 、 空 间 反射镜 、 核能 、 化工及 半 导 体等 国 防 与 工业重 大领域 中得 到 了 广 泛 应

甩
ｎｎｃ

（ 图 ｉｌ 通常 ， 国 防与工业应用场合要求使用复杂形状的 沒 （： 陶瓷材料制 品
［
５ ’ ６ ］

， 这给制造带来

了极大难题与挑战 。

航空航天

＾

空间反射镜

工业窑炉＼

发热元件

图 １Ｓ ｉＣ 陶 瓷 ＃ 料在 国 防 与 工 业 重 太领域 中 的广 泛应用

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ１Ｅｎｇ ｉｎ ｅｅ ｒ ｉｎｇａｐｐ ｌ ｉ ｃａ ｔ ｉ ｏｎ ｓｏ ｆＳｉＣＣｅ ｒａｍ ｉｃｓ ｉｎｍ ｉ ｌ ｉ ｔａｒｙａｎｄｃ ｉｖ ｉ ｌｆ ｉ ｅ ｌｄ ｓ

Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的传统制备过程一般可分为原料处理 、 坯体成型 、烧结与后续加工 四个阶段 。 通常 ，

复杂形状 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料制 品 的制 备工艺主要有两种 ： （ １ ）烧结 后 加工技术途径力 ； 先将 Ｓ ｉＣ 陶 瓷粉

体烧结获得 ａｃ 陶瓷块体 ，然后对 Ｓ ｉＣ 陶瓷块体进行机械加工处理 （磨削 、车削 等） ，从而获得 Ｓ ｉＣ 陶瓷

材料制 品 ；
（ ２ ） 近净尺寸成型 烧结技 术途径 ［

８
］

： 先采用 近净尺寸成型方法制备 Ｓ ｉＣ 陶 瓷生坯 ，再对

Ｓ ｉＣ 陶瓷生坯进行烧结 ， 从而获得 ＳＣ 陶瓷材料制 品 。 然而 ， 上述两种 技 术途径都存在一 。定 的缺 陷 与

不足 。 对于烧结 后加工技 术途径而言 ， 由 于 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料本征脆性大 、 硬度大 、 可 加 工性差 ， 在磨

削 、车削 等机械加工过程 中 ， 容易 对 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料造成不可逆 的加工缺 陷 和 损 伤 ， 极大影 响 Ｓ ｉＣ 陶 瓷

材料的性能与使用寿命
？

。 并且机械加工所用 刀具材料一般为金刚石或硬质合金 刚 ， 加工过程 中 刀

具极易损坏 ， 制造成本很高 ；对于近净尺寸成型 烧结技术途径而言 ，

一般先采用胶态成型工艺 （注浆

成型 、流延成型 、注射成型 、凝胶注模等 ）制 备 Ｓ ｉＣ 陶 瓷生坯 ， 再经脱脂和烧结得 到 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及其

制 品 。 制备过程一般需要借助模具 ，且工艺较复杂 、生产周期长 、制造成本较髙 ，难 以 制备形 状较为复

杂 （如 内 部孔洞 、 曲 面等 ） 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料制 品 ， 例如 ， 注浆成型通常需要借助模具 ， 成型精度 与材料致

密度强度都较低 ； 流延成型一般只 能制备薄膜状陶瓷材料 ； 注射成型需要借助模具 ， 工艺复 杂 ， 复杂形

状 内孔 的制备极其 困难 ； 凝胶注模也需借助模具 ， 工艺复杂 ，且制备过程具有一定毒性 。 由 此可见 ，这

两种技术途径都难 以满足 国 防与工业等重大领域对复杂形状 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 的 迫切需求 。 因 此 ，发展

ＳＣ 陶瓷材料的先进制造工艺 ，并研究相关基础科学 问题 ， 对于拓展 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料先进制造领域科学

前沿 、推进其 国 防与工业重大领域应用具有重要科学意义与应用价值 。

增材制造 ： （Ａｄ ｃｌ ｉ ｔ ｉｖｅｍ ？ｍｕ ｆａｃｔｕｒ ｉｎｇ ，
Ａ ］ＶＩ

）技术 ，通常又被称为 ３Ｄ 打 印技术 （ ３ＤＰ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ） 、实体 自

由 成型技术 （ Ｓｏ ｌ ｉｄＦｒ ｅ ｅ
－

ｆｏ ｒｍＦａｂ ｒ ｉ ｃａｔ ｉｏｎ ） 、 快速成型技术 （ Ｒａｐ
ｉ ｄＰｒｏｔ ｏｔｙｐ

ｉｎ
ｇ ）等 。 增材制造技术 的塞

本原理是采用离散
一

堆积的原料 ， 由 零件三维数据驱动 ， 利用计算机模拟切 片技术 ，采用 热源或者粘
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绪剂 的方式将材料逐点 、逐线或逐面堆积成一定形状 的零件和构件 ，其基本工作原理如 图 ２ 所？ ９ 相

对于传统 的等材与减材制造技术而言 ， 增材制造技术可 以不受模具制作或加工工艺 限制 ， 解决了复杂

结构制 品 的成形 ， 并大大减少 了加工工序 ， 缩短 了 加工周 期 。 而且制 品 结构越复杂 ， 增材制 造 的 优势

越显著 ， ＿前 Ｈ在高分子材料 、金属材料及郜分 陶瓷材料及其制 品 中得到研究应用
＆ ｗ＼ １ ２

］

。 尤 为重要

的是増材制造不仅可 以实现复杂形状材料制 品 的髙效能 、低成本快速制备 ， 还可 以 实现设计与制造 的

一体化 、材料与结构 的一体化 以及结构与功能 的一体化 ， 因 此受到 了 各 国政府与学者 的 高度关注 ｓ 美

国 ２ ０ １ ２ 年就宣布 了振兴美 国制造新举措 ，其中重点包括增材制造技术 ， 宾州 大学 、南加州 大学等高校

与科 机构联合成立 了美 国增材制造创新研究 中 心 ， 大力 推进增材制造技 术 的应用 。 德 匡启 动 了工

业 ４
．
０ 计划 ，其 中将增材制造技术作为发展重点 。 英 国 工程与物理科学委员 会 中专 门 设立 了 增材制

造研究中心 ＊法 国建立 了增材制造协会 ， 澳大利亚 、 日 本 、西班牙等西方发达 国 家也都在增材制造领域

投人 了大量人力 物力 。 我 国
“

十三五
”

期 间增材制造技术取得 了重大进展 ，包括西安交通大学 、 北京航

空航天大学 、华 中科技大学 、西北工业大学 、南京航空航天大学 、华南理工大学 以及 中 国航发北京航空

材料研究 院等高校与科研单位在高分子材料 、 金属材料增材制造领域取得 了 重大突破 ， 获得 了大量技

术积累 。 然而 ， 目 前 陶瓷材料增材制 造技 术还远不成熟 ， 属 于领域科 技前沿 的 热点难点 ， 相关基础科

学问题亟待深人研究 。 正是基于此 ， 国 家相关科技规划及重点研发计划 中 都 明 确将 陶瓷材料增材制

造工艺及其基础科学 问题研究作为重点攻关方向 。

图 ２ 增材 制造基本 原理

Ｆｉｇｕ ｒｅ２Ｓｅｈｅｍ ａ ｔ ｉ ｃｄ ｉ ａｇ ｒａｍｏ ｆａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍ ａｎｕｆａｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ

近年来 ， 陶瓷材料增材制造技术得到广泛关注与研究 ， 意大利 帕多瓦大学 、奥地利 Ｌ ｉ ｔ ｈ ｏ ｚ 公 司 、德

国弗劳恩霍夫研究所 、美 国南加州 大学 、 波音公司等都大量开展了 陶瓷材料增材制造研究 。 国 内 清华

大学 ．

、 北京理工大学 、华 中科技大学 、 西北工业大学、广 东工业大学、深圳大学 、 ．山 东太学 、大连理工大

学 、 中科院上海硅酸盐研究所 、 中科 院空 间 应用工程与技术 中 心西安交通大学 、等髙校与 院所也集 中

进行 了 陶瓷材料增材制造探索 ＾ 目前 ， 包括典型 氧化物 陶瓷材料 （ Ｓ ｉ０
２

ｍ ’ １ ４
］

、 Ａ ｌ
２
０

３

［ １ ５
，
１？

、 Ｚ ｒ０
２

Ｃ＾？
＆

其复相 陶 瓷
［ ２＿ 等 ） 、 前驱 体 转 化 陶 瓷 材 料 （ Ｓ ｉＯＣ

？＾ ４ ］

、
Ｓ ｉＣＮ

ｅ ｓ ’ ２ ６ ］

等 ） 、 生 物 陶 瓷 材 料 （ 羟 基 磷灰

石 、磷酸钙 及其复 相 陶瓷
［ ３ １ ］

等 ）都被报道成功采用不 同增材制造技术实现制备 ， 然而 ， Ｓ ｉＣ 陶



２ ０００３００ Ｊ ２Ｗ ） ２２ ０？３２００ ４２ｙｔ ）５２ ＜Ｍ ＊６ ： ？ ０ ？ ２ ｆｔ〇Ｓ ２ ００９ ２０ １ ０ ２ ０ Ｈ２ ＜Ｍ ２２０ １３ ｉ ＯＵ ２ ０ ｔ ５ ２ （ ？
１ ６ ２ ０ １ ？ ２ ０ １ ８ ２０ １ ９ ２ ０ ２ Ｕ ．８

年份
（
２＿ （Ｋ２ ０ ２Ｃｔ Ｓ ）

图 ３Ｓ ｉＣ 相 关 材料增 材 制 造论 文数 （ ２ ００ ０ 年 至 ２ ０ ２ ０ 年 ８ 月 ，
ＷｅｂｏｆＳｃ ｉ ｅｎｃｅ 数 据 ）

Ｆ ｉｇｕｒｅ３Ｐａｐｅｒｓｏｎａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒ ｉｎｇ
ｏｆＳｉＣｒ ｅｌａ ｔｅｄｃｅｒａｍ ｉｃｓ（ ｄａ ｔａｆｒｏｍ２ ０ ００ｔｏ

２ ０ ２ ０ ．８ｂａｓｅｄｏｎＷｅｂｏ ｆＳｃ ｉ ｅｎｃｅ ）

当前 ， 已 报道 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材料增 材 制 造研究 工作通 常包括非直接增 材 制 造 （ Ｉｎｄ ｉ ｒｅ ｃ ｔａｄ ｄ ｉ ｔ ｉｖｅ

ｍａｎｕｆａ ｃ ｔｕｒ ｉｎｇ ，
Ｉｎｄ ｉ ｒｅｃ ｔＡＭ ）与直接增材制造 （Ｄ ｉｒ ｅｃｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａ ｃｔｕ ｒ ｉｎｇ ，

Ｄ ｉｒ ｅｃｔＡＭ ）两类 。 下文

将分别对 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料的非直接增材制造与直接增材制造的研究现状与进展进行综述与概括 。

１ 非 直 接增 材 制 造

ＳｉＣ 陶瓷材料 的非直接增材制造技术 （ Ｉｎｄ ｉ ｒｅ ｃｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍ ａｎｕｆａｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ ，
Ｉｎｄ ｉ ｒ ｅ ｅ ｔＡＭ ）

—般首先通

过常见 的 聚合物增材制造技术途径制备聚合物模版 ，再借助 陶瓷材料传统制 备方法 （注浆成型 、凝胶

注模 、泥浆浸渍 、前驱体浸渍 、物理气相沉积 、化学气相沉积 、 反应熔渗等 ） ， 间 接实现 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 生坯 的

成型制备 ， 再通过 聚合物 热解 、 陶 瓷烧结等过程后得到 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及其制 品 如 图 ４ 所示 。

非直接增材制造工艺可 以一定程度 降低模具制备成本 ， 实现传统工艺无法制备 的 复 杂形状 Ｓ ｉＣ 陶 瓷

材料及其制 品 ，并满足模具个性化设计需求 ，适合
一定小批量生产 。

？４ ？何 汝 杰 等 ，
Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料增 材 制 造研 究 进展 与 挑 战第 ４ ２ 卷

瓷材料 的增材制造近年来才逐渐开始受到广泛关注 。 图 ３ 所示为 自 ２ ０ ００ 年至 ２ ０ ２ ０ 年 ８ 月 ，
Ｗ ｅ ｂｏ ｆ

Ｓｃ ｉ ｅｎ ｃ ｅ 数据库 内 收录 的 ＳＣ 陶瓷材料及其相关材料 的增材制造研究工作 的 文章数 ， 由 此可见 随着 陶

瓷材料增材制造技术 的发展与成熟 ， Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其相关材料 的增材制 造研究得 到 了越来越多关

注 ４ 然而 ，需要指 出 的是 ，虽然近年来 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料的各种增材制造技术多有研究报道 ，但仍很不成

熟 ， 属于本领域科技前沿 的热点难点 ， 尤其是萁 中 涉及 的相关基础科学 问题研究仍十 分欠缺 。 因 此 ，

本文 旨在针对近年来发展 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料各类增材制造技术进行系统归 纳 与 总结 ， 尤其是对 Ｓ ｉＣ 陶

瓷材料增材制造过程 的关键科学技术挑 战进行思考 ，财未来可能 的研究重点进行展望 本文希望能

为 Ｓ ｉＣ 陶瓷及其他结构 陶瓷材料的增材制造研究提供一定借鉴与参考 。

０



^

Ｉ

图 ４ＳｉＣ 陶 瓷 材 料 非 直 接 增 材 制 造 示 意 图

Ｆ ｉｇｕｒｅ４Ｉｎｄ ｉｒｅｃ ｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ
ｏｆＳｉＣｃｅｒａｍ ｉ ｃ



第 １ ２ 期 《 现代 技术 陶 瓷 １Ａ ｄｖａｎｃ ｅ ｄＣｅ ｒａｍ ｉ ｃｓ
，
２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２

２

＇

０ １ ２年 ， 瑞士ＣＩＭＳ Ｉ

－

ＳＵＰＳＩ的Ｏ ｒ ｔ ｏｎａ等人
［
３ ４ ］ 首先采用 光 固化增材制 造 （ Ｓｔｅｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔ ｈｏ ｇ ｒａｐｈｙ ，

ＳＬ）与激光选 区 固化 （ Ｓｅｌｅ ｃｔ ｉｖｅ ｌａ ｓｅｒｃｕ ｒ ｉ ｎｇ ） 的增材制造方法制备 了 不 同结构构型 的 多孔树脂点 阵多

孔结构 的模板 ， 随后 采 用 ｃｘ Ｓ ｉＣ 粉体 、 粘接剂 与有 机溶 剂混合 获得 的 陶 瓷 浆 料对树脂模板浸渍 ， 经

ｉ ｏ 〇 〇

°

ｃ裂解后树脂模板烧除 ，再经 ｉ ５ 〇 ｏｒ高温液态 ｓ 熔渗 ， 制备 了 富 ｓ ｉ 的 ｓ ｉ ｓｃ 陶瓷材料多孔点 阵

结构 ， 如 图 ５ ａ 所示 。 此外 ， Ｏ ｒ ｔｏｎａ 等人
［ ３ ５３

还采用 同样 的方法制备 了 不 同 结构构 型 的树脂模板 ， 经 陶

瓷浆料浸渍与高温裂解后 ，再采用前驱体浸渍裂解 （ Ｐ ＩＰ ） 工艺 ，浸渍 裂解 ５ 轮后制 备 了 不 同 构 型 的

Ｓ ｉ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料多孔点 阵结构 ， 如 图 ５ ｂ 所示 ， 制备 的 Ｓ ｉ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料点 阵结构具有较好的 表面状态 、

较髙 的致密度 与较 高 的 力 学性 能 。 武汉理工大学刘 凯 等
［ ３ ６

］ 也采用 光 固 化 增 材 制 造工艺 （ Ｓ ｔｅ ｒ ｅｏ
－

ｌ ｉ ｔｈ〇ｇｍＰｈ ｙ ，
ＳＬ ）制备 了 聚合物模板 ， 并通过 ＰＥＧ 改善制 品表面状态 。 在 聚合物模板基础上 ， 采用丙

烯酰胺体系凝胶注模工艺制 备 了Ｓ ｉＣ 陶瓷材料生坯 ， 经排胶脱脂后聚合物模板烧除 ，再经 ２ １ ５０Ｔ 无压

烧结获得 了Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ， 如 图 ５ ｃ 所示 Ｐ 中 国科学院上海硅酸盐研究所江 国健等
》？
同样使用增材制

造制备模板结合凝胶注模的方法制备了Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 。 他们先采用熔融沉积 （
Ｆｕｓ ｅｄｄｅｐｏ ｓ ｉ ｔ ｉｏｎｍ ｏ ｄ

ｅ ｌ ｉｎｇ ，ＦＤＭ ）
等等方法制备了ＰＶＡ聚合物模板 ，经凝胶注模后获得了Ｓ ｉＣ陶瓷材料生坯 ， 采用液相干

燥后于 ６ ０ ０Ｃ下烧除聚合物模板 ，再经 １ ６ ０ （ＴＣ无压烧结后获得 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ， 如 图 ５ ｄ 所示 。 此外 ， 中

国科学上海硅酸盐研究所 的杨勇 等
Ｄ ８

］

采用非直接增材制造方法制备 了短碳纤维增强 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷基复

合材料 （ Ｃｓ ｆ／Ｓ ｉＣ ） 。 他们首先基于含有短碳纤维的光敏树脂浆料 ， 采用光 固 化方法增材制造 了 短碳纤

维 的结构模板 ， 经真空脱脂与 １ ６ ５ ０

°

Ｃ高温 Ｓ 熔渗后制备 了Ｃ ｓ ｆ／Ｓ ｉＣ 陶 瓷基复合材料及其典型小型轻

量化反射镜样件 ， 如 图 ５ ｅ 所示 。

ｂ

ｃ

图 ５Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 非 直接增 材 制 造 ｓ Ｕ ， ｈ） 光 固 化 增＃ 制 造 聚 合．模板 ，桨料 浸渍 、

高 温 Ｓｉ 熔 滲 、前驱 体 浸 渍 裂 解
紙《

Ｖ（ ｃ ）先 固 化 增 材制 造 聚 合 物模板 ， 凝肢 注 模 、

无 压 烧 结 ； （ ｄ ）熔 融 筑 积 成 型 聚合物 模板 ， 凝肢隹 模 、 无 压 燦 结 ｃｓｆ
／
ｓ ｉｃ 陶 瓷

基复 合材料 非 直 接 增 材 制 造 ： 光 固 化 增 材 制 造短碳 纤 维 模 板 ， 高 温 Ｓ ｉ 熔ｔ
Ｉ

３ Ｓ
］

Ｆ ｉｇｕｒｅ５Ｉｎｄｉｒ ｅｃ ｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ
ｏｆＳｉＣｃｅｒａｍ ｉ ｃ

：（ ａ ，ｂ ）ＳＬｐｒｅｐａｒｅｄｐｏ ｌｙｍｅｒｔｅｍｐ ｌａ ｔｅ
，

ｓ ｌｕｒｒｙ
ｉｍｐｒｅｇｎａ ｔ ｉｏｎ

，ｌ ｉｑｕ ｉｄＳｉ ｉｎｆｉ ｌ ｔｒａｔ ｉｏｎ
，
ＰＩＰ

［ ３ ４
’

３ ５ ］

 ；（ ｃ ）ＳＬｐ ｒｅｐａｒｅｄｐｏ ｌｙｍｅｒｔ ｅｍｐ ｌａｔｅ ，

ｇｅ ｌｃａｓ ｔ ｉｎｇ ，ｐｒｅ ｓ ｓｕｒ ｅ ｌ ｅ ｓｓｓ ｉｎｔｅｒ ｉｎｇ
［ ３ ６ ］

 ；（ ｄ ）ＦＤＭｐｒｅｐａｒｅｄｐｏ ｌｙｍｅｒｔｅｍｐ ｌａｔ ｅ ，ｇ ｅ ｌｃａｓ ｔ ｉｎｇ ，

ｐｒｅｓ ｓｕｒ ｅｌ ｅｓ ｓｓ ｉｎｔｅｒ ｉｎｇ
［ ３ ７ ］

 ；（ ｅ ）Ｉｎｄｉ ｒｅｃ ｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ
ｏｆＣｓ ｆ／ＳｉＣｃｅｒａｍ ｉ ｃｍａ ｔｒ ｉｘ

ｃｏｍｐｏｓ ｉ ｔ ｅ ：ＳＬｐｒ ｅｐａｒ ｅｄｓｈｏｒ ｔｃａｒｂｏｎｆｉｂ ｅｒｔ ｅｍｐ ｌａｔｅ ，ｌ ｉｑｕ ｉｄＳｉ ｉｎｆ ｉ ｌ ｔ ｒａ ｔ ｉｏｎ
Ｃ
３ ８

］
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采用非直接增材制造方法制备 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 可 以 规避 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料增材制造技 术难题 ， 充分 利

用现有成熟 的聚合物增材制造技术与 ＳｉＣ 陶瓷材料制备方法 ， 降低工艺难度 ， 具有较髙 的 技术适用性

与 技术成熟度 。 然而 ， 非直接增材制造方法制 备 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料工艺流程复杂 ， 工艺周期较长 、 工艺成

本较高 。 且非直接增材制造一般面临着聚合物模具或模板烧除 的 过程 ， 极易 影 响 制造精度 ，且极易 在

Ｓ ｉＣ 陶瓷产物 中形成较多 的制造缺陷 ， 西此非直接增材制造 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料通常面 临着致密度低 、力

学性能差 、制造精度低 的缺点 ， 因此 当前获得 的研究关注正逐渐减少 。 随着增材制造技术 的快速发展

与突破 ，直接增材制造制备 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料受到 了越来越多 的研究关注 。

２ 直 接 增 材 制 造

Ｓ ｉＣ 陶瓷材料的直接增材制造技术 （Ｄ ｉｒｅ ｃｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａ ｃｔｕｒ ｉｎｇ ，
Ｄ ｉ ｒ ｅｃｔＡＭ ） ，顾名 思义 ，

一般

直接采用增材制造技术途径获得 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料或 Ｓ ｉＣ 陶瓷生坯 ，

一般可 以分为 陶瓷原料 、增材制造 、

脱脂排胶 、烧结与后处理几个阶段
［ ３ ９ ］

（采用的增材制造工艺不 同 ，决定 了 制造过程是否有脱脂排胶阶

段与烧结阶段 ） ， 如图 ６ 所示 。 具体而言 ，
ＳｉＣ 陶瓷材料的直接増材制造按照采用 的原料状态不同 ，有
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＊ 激光选迗烧结成Ｍ
１ 激光选 （Ｅ熔化成Ｍ

＞ 激光粉末床熔化成型 ，

ｍ］

图 ６Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材料 直 接 增 椅 制 造 示 意 图

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ６Ｄｉｒｅ ｃ ｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ
ｏｆＳ ｉＣｃｅｒａｍ ｉｃ

各种不 同 的增材制造技术
［ ６

’
１ ２ ］

， 如图 ７ 所示 ，其 中 ： （ １ ） 以粉体 （ Ｐｏｗｄｅｒ ） 为原料的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料直接增

材制造 ， 主要包括激光选区烧结成型 （ Ｓｅ ｌｅｃｔ ｉｖｅｌａ ｓｅ ｒｓ ｉｎｔｅｒ ｉｎｇ ，
ＳＬＳ ） 、激光选区溶化成型 （ Ｓｅ ｌｅ ｃｔ ｉｖｅｌａ

？

ｓｅｒｍ ｅ ｌ ｔ ｉｎｇ ，
ＳＬＭ ） 、激光粉末床溶化成型 （ Ｌａ ｓ ｅ ｒ

ｐｏｗｄｅｒｂ ｅｄｆｕｓ ｉｏｎ
，
ＬＰＢＤ ） 、粘接剂 喷射成型 （ Ｂ ｉｎｄｅｒ

Ｊ ｅ ｔｔ ｉｎｇ ，
ＢＪ ） 、三维打印 （ ３Ｄｐ ｒ ｉｎｔ ｉｎｇ ，

３ＤＰ ）技术等 ；
（ ２ ） 以线材 （Ｗ ｉ ｒ ｅ ）或者带材 （ Ｓｈｅｅｔ ） 为原料的 Ｓ ｉＣ 陶

瓷材料直接增材制 造 ， 主要包括溶融 沉积成 型 （ Ｆｕ ｓ ｅｄｄｅｐｏ ｓ ｉ ｔ ｉｏｎｍｏｄｅ ｌ ｉｎｇ ，
ＦＤＭ ） 、 叠 层制 造成型

（Ｌａｍ ｉｎａｔｅｄｏｂ
ｊ
ｅｃｔｍａｎｕｆａ ｃｔｕｒ ｉｎｇ ，

ＬＯＭ ）技术等 ； （ ３ ） 以膏料 （Ｐａ ｓｔｅ ） 为原料的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料直接增材

制造 ， 主要包括 Ｒｏｂｏｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ 成型 、 挤 出成型 （Ｅｘｔｒｕ ｓ ｉｏｎｆｒｅｅｆｏ ｒｍ ｉｎｇ ，
ＥＦＦ ）技术等 ； （ ４ ） 以浆料 （ Ｓ ｌｕｒ

－

ｒｙ）或墨水 （ Ｉｎｋ ）为原料的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料直接增材制造 ， 主要包括光 固化成型 （ Ｓｔｅｒｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇｒａｐｈｙ ，
ＳＬ ） 、

墨水直写成型 （Ｄ ｉｒｅｃｔ ｉｎｋｗｒ ｉ ｔ ｉｎｇ ，
Ｄ ＩＷ ）技术等 。
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２ ０ ２ １

，
４ ２（ １

－

２ ） ：１
－

４ ２

２ ． １ 粉体原料的 ＳｉＣ 陶 瓷 直接增材 制 造

以粉体 （Ｐｏｗｄｅｒ ）为原料 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料直接增材制造 ， 主要包括激光选 区烧结成型 （ Ｓｅ ｌｅｃｔ ｉｖｅ

ｌａｓｅｒｓ ｉｎｔｅｒ ｉｎｇ ，
ＳＬＳ ） 、激光选区溶化成型 （ Ｓｅ ｌｅｃｔ ｉｖｅｌａ ｓｅｒｍ ｅ ｌ ｔ ｉｎｇ ，

ＳＬＭ ） 、激光粉末床溶化成型 （Ｌａｓｅｒ

ｐｏｗｄｅｒｂ ｅｄｆｕｓ ｉｏｎ ，
ＬＰＢＤ ） 、 粘接剂 喷射成型 （ ＢｉｎｄｅｒＪ ｅｔｔ ｉｎｇ ，

ＢＪ ） 、 三维打 印 （ ３Ｄｐ ｒ ｉｎｔ ｉｎｇ ，
３ＤＰ ） 技

术等
［ ６ ’ １ ２ ］

。

图 ８ 各种 ＳｉＣ 陶 瓷 直 接 增 材制 造 示 意 图 ： （ ａ ） ＳＬＳ ， ＳＬＭ ，
ＬＰＢＤ

； （ ｂ ） ＢＪ ； （ ｃ ） ３ＤＰ ；

（ ｄ） 
ＦＤＭ

 ； （ 
ｅ） 
ＬＯＭ

 ； （ 

ｆ ）Ｒｏｂｏｃａｓ ｔ ｉｎｇ ， 
ＥＦＦ

 ； （
ｇ） 
ＤＩＷ

 ； （ 
ｈ） 

ＳＬＡ
 ； （ ｉ ） 

ＤＬＰ

Ｆ ｉｇｕｒｅ８Ｓｃｈｅｍａｔ ｉ ｃｄｒａｗ ｉｎｇ
ｏ ｆｖａｒ ｉｏｕ ｓｄｉ ｒｅｃ ｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ

ｏｆＳｉＣｃｅｒａｍ ｉ ｃ
：（ ａ ）ＳＬＳ ， ＳＬＭ ，

ＬＰＢＤ
；（ ｂ）ＢＪ ；（ ｃ ）３ＤＰ

；（ ｄ ）ＦＤＭ
；（ ｅ）ＬＯＭ ；（ ｆ）Ｒｏｂｏｃａｓ ｔ ｉｎｇ ，ＥＦＦ ；（ ｇ ）ＤＩＷ

；（ ｈ ）ＳＬＡ
；（ ｉ ）ＤＬＰ
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（ １ ）激光选区烧结成型

Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的激光选 区烧结成型 （Ｌａｓ ｅｒｓｅ ｌ ｅ ｃｔ ｉｖｅｓ ｉｎ ｔ ｅｒ ｉｎｇ ， ＳＬＳ ）基本原理如 图 ８ ａ 所示 ， 首先将

Ｓ ｉＣ 陶瓷粉体铺设在成型 台上 ， 在程序控制下热源 （激光 、等离于体等 ）按照设定路径移动 照射 陶 瓷粉

体 ，被照射的 陶瓷粉体温度急剧上升至低于其熔点 的温度 （
一般约为熔点 的 ０ ．６ 

—

０ ．７ 倍 ）进行逐层烧

结 》然后通过刮刀 逐层铺粉 、烧结 》 最终得到三维复杂形状 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料构件 ａ 早在 １ ９ ９ ５ 年 ， 美 国

ＴｈｅＵｎ ｉ ｖ ｅ ｒ ｓ ｉ ｔｙ
ｏ ｆＴｅｘａ ｓａ ｔＡｕ ｓ ｔ ｉｎ 的 Ｂａ ｒ ｌ ｏｗ 等人〔４ °

］

就尝试在 Ｓ ｉＣ 粉体夕卜包裹 ＰＭＭＡ 聚合物 降低

其烧结温度 ， 采用 Ｃ０ ２ 激光器 ， 通过 ＳＬＳ 工艺制备 了复杂环状 、框状 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料制 品 （如 图 ９ ａ 所

示 ） ， 并探索 了激光功率 、扫 描速度 、激光束直径 、扫 描 间 距及温度等对 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ＳＬＳ 制 备 的 影响

规律 ？ 同样是 Ｔｈ ｅＵｎ ｉ ｖｅｒ ｓ ｉｔｙ
ｏ ｆＴ ｅｘａｓａ ｔＡ ｕｓｔ ｉｎ 的 Ｅｖａｎｓ 等人

［ ４ １ ］

在 ２ 〇０ ４ 年发展 了基于 ＳＬＳ 技术的

增材制造平 台 ， 通过粉体处理 、
ＳＬＳ 成型 、低温浸渗 、后加工 、高温浸渗等技术途径 ， 实现髙性能 陶瓷产

品 的制备 ，并成功通过高温浸渗制备 了复杂形状 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料制 品 （如 图 ９ ｂ 所示 ） 。

图 ９Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 ＳＬＳ 增 材 制 造 ： ＜ ａ ） ＰＭＭＡ 包 裹 Ｓ ｉＣ ， ＳＬＳ
Ｅ
４ °

］

 ；
（ ｂ ） Ｓ ｉＣ 粉体 ， ＳＬＳ＋ 高温浸渗

［
４ １

］

；

Ｃ ｃ ） ＳＣ 粉体 ＋ Ｓ 粉儿祕淨
４０

 ｓ
ｆｄ ） ＰＦ 包 裹 ＳｉＧ ， ＳＬＳ＋ 冷等静压 ＋ 荩 应 烧 结

？ ］

Ｋｒｆ Ｓ ｉＣ粉体 ＋ Ｓｉ粉 ，

ＳＬＳ＋ 酚 醛树 脂 浸 滲 ＋ 浪 相 Ｓ ｉ 熔渗
》？Ｓ ｉＣ 粉体 ，

ＳＬＳ＋ＨＰ
？ ］

Ｆ ｉｇｕ ｒ ｅ９ＳＬＳｏｆＳ ｉＣｃｅｒａｍ ｉ ｃ ：（ ａ ）ＰＭＭＡｃｏ ａ ｔｅｄＳ ｉＧ
ｐｏｗｄｅｒ ，ＳＬＳ

？？
 ；Ｃｂ ）Ｓ ｉＣｐｏｗｄ ｅ ｒ ＊ＳＬＳ＋ Ｈ ｉｇｈ

Ｔｅｍｐ ． ｉｎ ｆ ｉ ｌ ｔ ｒａ ｔ ｉｏｎ
Ｃ
４ １

］

（ ｃ ．

）Ｓ ｉＣ
ｐｏｗｄｅ ｒ＋ Ｓｉ

ｐｏｗｄｅｒ ， ｊ（ ｄ ）ＰＦｃｏａ ｔｅｄＳ ｉＣ
ｐｏｗｄｅｉ

＊

，ＳＬＳ＋ Ｃ ＩＰ＋

ＲＳ？
＊

－
１

 ？（ ｅ ．）Ｓ ｉＣ
ｐｏｗｄｅｒ＋ Ｓｉｐｏｗｄｅｒ ，ＳＬＳ＋ ｒｅｓ ｉｎ ｉｎｆｉ ｌ ｔ ｒａｔ ｉｏｎ＋ ＬＳＩ

Ｃ
＊ ５３

 ；（ ｆ）ＳＩＣ
ｐｏｗｄｅ ｒ

，ＳＬＳ＋ Ｐ ｌＰ＾
４？

然而 ， Ｓ ｉＣ 陶瓷材料熔点很高 ， ＠ 前 的激光功率通常较难使得 Ｓ ｉＣ 陶 瓷粉体达到 陶 瓷 ａｃ 陶 瓷材

料熔点 的 〇 ．６  ０ ．７ 倍温度 。 为 了 能够让 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料通过激光实现粘结成型 ，通常采用在 陶 瓷粉体

中 内添加低熔点相 （如 Ｓ 粉等 ） 或在 ＳｉＣ 陶瓷粉体表面包裹低熔点相 （如酚醛树脂等聚合物 、 陶瓷前驱

体等 ） ，通过激光烧结 Ｓ ｉＣ 粉体 中混合或表面包覆的 低熔点相 ， 从而 间 接实现 Ｓ ｉＣ 陶 瓷粉体之 间 的 粘

结 、制备出 Ｓ ｉＣ陶瓷述体 。 德 国Ｕｎ ｉｖｅ ｒｓ ｉｔｙ
ｏ ｆＡｐ ｐ ｌ ｉ ｅｄＳｃ ｉ ｅｎｃｅｓＭ ｉｔｔｗ ｅ ｉ ｄａ的Ｒ ｅｇｅｎｆｕ

ｐ等人
［
４２ ］发展 了

一种改进的 ＳＬＳ 工艺 激光微烧结 （ Ｌａｓｅ ｒｍ ｉ ｃｒｏｓ ｉｎｔ ｅ ｒ ｉｎｇ ，
ＬＭＳ ） 技术 ，进一步提高 了 制备的 陶瓷材

料及其制 品 的表面质量 。 他们通过在 Ｓ ｉＣ 粉体 内 加人 Ｓ ｉ 粉 ， 采用 ＬＭＳ 技术成功制备 了 高质量 、 髙致

密 的 Ｓ ｉ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料制 品 （如 图 ＆ ｃ 所示 ） 。 由 于 ＳＬＳ 直接制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料一般致密度较低 ， 近年

来 国 内外科研工作者采取 了 各 种 技术途径提髙 ＳＬＳ 制 备 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料致密性 。 武汉理工大学刘

凯 、华 中科技大学史玉升等
［ ４ ３ ］

使用苯酚 甲 醛树脂 （
ＰＦ ）包裹 的 ＆Ｃ 陶 瓷粉体 ， 采用 ＳＬＳ

． 技术 制备 了 富
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，
２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２

Ｃ 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料坯体 ， 并经过冷等静压 、反应烧结等处理 ， 提髙 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料致密度 ， 最终实现 了较

高致密度 的 ＳｉＣ 陶瓷材料 ， 制备的 Ｓ ｉｃ 陶瓷材料三点弯 曲 强 度达到 ３ ４ ８ＭＰａ ， 并成功 制备了复杂形状

的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料制 品 ， 如 图 ９ ｄ 所示 。 此外 ， 史玉升等 还采用 酚醛树脂包裹 的短切碳纤维与 Ｓ ｉＣ 陶

瓷粉体 ，采用 ＳＬＳ 技术制备 了 富含 Ｃ 的短切碳纤维增强 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷基复合材料 （Ｃｆ／Ｓ ｉＣ） ，并通过液态

Ｓ ｉ 熔渗等技术途径 ， 成功制备 了Ｃｆ／ＳＣ 陶瓷基复合材料 。

比利 时 ＫＵＬｅｕｖ ｅｎＵ ｎ ｉｖｅ ｒ ｓｉ ｔｙ 的 Ｍｅ ｙ ｅ ｒ ｓ 等人 采用 Ｓ ｉＣ 陶 瓷粉体与 Ｓ ｉ 粉体混合成 的复合粉

体 ，使甩直接 ＳＬＳ 技术制备 了富含 Ｓ 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷坯体 ， 并经过酚醛树腊浸渍 、 液相 Ｓ ｉ 熔渗 （ Ｌ ｉ ｑｕ ｉｄＳ ｉ

ｉｎ ｆ ｉ ｌ ｔ ｒａｔｉｏｍ ＬＳＩ ）等途径制备 了致密度较高 、残余 Ｓ ｉ 较少 的 反应烧结 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及典型齿轮制 品 ，

如 图 ９ ｅ 所示 。 哈尔滨理工大学成夙等人
［ ４ ６ ］

采用 ＳＬＳ 技术制备了Ｓ ｉＣ 陶瓷坯体 ，并通过前驱体浸渍裂

解工艺 （Ｐ ｒ ｅｃｕｒｓ ｏｒ ｉｎ ｆ ｉ ｌ ｔ ｒ ａ ｔ ｉｏｎａｎｄｐｙ ｒｏ ｌｙ ｓ ｉ ｓ
，
Ｐ ＩＰ ）制备 了 高致密度 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其典型制 品 （如

图 ９ ｆ 所示 ） ，并探索了ＳＬＳ 制备的 ＳＣ 陶瓷材料在惰性环境下 的高温力学性能 ， 发现 ＳＬＳ 结合 Ｐ１Ｐ 技

术制 备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料具有 良好的高温力学性能 。 此外 ， 非常有意思 的是 ， 汕头大学曾涛等人 使用

Ｓ ｉＣ 陶瓷粉体为原料 、 中空 的 Ｓ ｉ０
２ 陶瓷微球为填料 、

Ａ Ｌ
２ Ｑ ３ 陶 瓷粉体与髙岭土为烧结助 剂 、

Ｅ１ ２ 环氧

树脂粉末为粘接剂 ， 采用 ＳＬＳ 技术制备 了材料微观孔与结构宏观孔一体的双多孔 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷 （ｍ ａ ｃ ｒｏ

ｍ ｉ ｃｒｏｈｉ ｅ ｒａｒ ｃｈ ｉ ｃａ ｌ ｌｙｐ ｏ ｒｏｕ ｓＳ ｉＣＣｅｒ ａｍ ｉｃ ）材料及其制 品 ， 如 图１ ０所示 。

ｂ

爨

图 １￥ 多 孔 Ｓ ｉＣ 陶 资材料 ＳＬＳ 增 材 制 造
：

ｉ （ ａ ） 结 构 示 意 图
；

（ ｂ ） 实 物 照 ｆ 

［
４ ７

］

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ１ ０（ ａ ）Ｓｃｈ ｅｍａｔ ｉｃｄ ｉａｇｒａｍ ｓａｎｄ（ ｂ ）ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ ｓｏ ｆｍａｃｒｏ ｍ ｉｃｒｏｈ ｉ ｅｒａｒｃｈ ｉｃａｌ ｌｙ

ｐｏｒｏｕｓＳｉＣｓ ｔ ｒｕｃ ｔｕｒｅ ｓ
ｐｒｅｐａｒｅｄｂｙ

ＳＬＳ
［
４ ７

］

图 １ １Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料 ＳＬＳ 增 材 制 造 示 意 图

Ｆ ｉｇｕｒｅ１ １ＳＬＳａｄｄｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ
ｏｆＳ ｉＣｃｅｒａｍ ｉ ｃ
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综上所述 ， 可 以概括 出 ＳＬＳ 增材制造 Ｓ ｉＣ 陶 瓷等材料 的 技术路线 图 ， 如 图 １ １ 所汞 ９Ｓ ｉＣ 陶 瓷材

料的 ＳＬＳ 增材制造
一般可分为 ３ 个关键制造 阶段 ， 分别 为粉体处理 、 ＳＬＳ 成型 、致密化处理 。 通常情

况下 ， 可通过在 Ｓ ｉＣ 陶 瓷粉体 内添加低熔点相 （如 Ｓ ｉ 粉等 ）或在 Ｓ ｉＣ 陶瓷粉体表面包裹低熔点相 （如酚

醛树脂等聚合物 、 陶瓷前驱体等 ） ， 降低 Ｓ ｉＣ 陶瓷烧结温度 ， 从而增加 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ＳＬＳ 增材制造可行

性 ， 最终获得所霈的 ＳＣ 陶瓷材料及其制 品 。 然而 ， 直接通过 ＳＬＳ 增材制造获得 的 ＳＣ 陶瓷材料一般

会面临致密度较低 、力学性能较差等不足 ， 因 此需要采用适宜的致密化工艺方法提高 ＳＬＳ 增材制造 的

Ｓ ｉＣ 陶瓷材料致密性 ， 常用 的致密化技术包括冷等静压处理 、热等静压处理 、液相 Ｓ ｉ 熔渗 、前驱体浸渍

裂解 、反应熔渗等 。

（ ２ ）激光选区熔化成型 、 激光粉末床熔化成型

陶瓷材料 的激光选 区熔化成型 （ Ｌａ ｓ ｅ ｒｓ ｅ ｌ ｅｃｔ ｉ ｖ ｅｍ ｅ ｌ ｔ ｉｎｇ ，
ＳＬＭ ） 的基本原理与 ＳＬＳ 类似 （如 图 ８ ａ

所示 ） 。 首先将 陶瓷粉体铺设在成 型 台上 ， 在程序控制下热源 （激光 、等离子体等 ） 按照设定路径移动

照射陶瓷粉体 ， 被照射的 陶 瓷粉体温度 急剧上升其熔点 进行逐层熔融堆积 ， 然后通过刮 刀 遂层铺粉 、

熔融堆积 ，最终得到 陶瓷材料及其制 品 ８ 目 前 ， ＳＬＭ 已 被报道应用 于较低熔点 的 陶 瓷材料 （ 如石英 、

一部分氧化物 陶瓷等 ＞ 的増材制造 ，然而 ， 由于 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料熔点极髙 ， 目 前 的激光器功率要么难 以直

接将 ＳｉＣ 陶瓷颗粒熔化 ， 要么难 以实现块体 Ｓ ｉＣ 材料 的 连续制 备 ， 因 此 ＳＬＭ 制备 Ｓ ｉＣ 块体材料 的研

究报道 尚 未 多见 ，

一些学者 曾 尝试 ＳＬＭ 制 备 Ｓ ｉＣ 涂层 ？ 美 国 空军实验室 的 Ｋ ｉｎｇ 等
［ ４ ８

］

成功采用

ＳＬＭ 技术制备了Ｓ ｉＣ 涂层以及更高熔点 的 ＺｒＢ
２

－

Ｚ ｒＣ－Ｂ
４
Ｃ 超高温陶瓷材料涂层 ，并详细探索 了激光器

功率对制备 的涂层 晶体组成与微观形貌的影 响机构 （如 图 １ ２ ａ ） 。

图 １ ２


Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材料 的 ＳＬＭ 与 ＬＰＢＤ 增材 制 造 ： （ ａ ） ＳＬＭ 制 备 ＳＯ 涂 展
Ｍ ｓ

］

； （Ｗ

ＬＰＢＤ 制 备 Ｓ ｉＣ
－Ｍｇ 金 属 基复音翁料

Ｓ ９
］

 ；
（ ｃ） ＬＰＢＤ 制 备 ＳｉＧ ３ １ ６Ｌ 金 属 基 复音＃料

》 °

、

（ ｄ ） ＬＰＢＤ 与 ＳＬＭ 结 合 制 备 Ｓ ｉＣ ３ １ ６Ｌ 金属 基 复合材料
＆ １

］

Ｆ ｉ ｇｕ ｒｅ１ ２ＳＬＭａｎｄＬＰＢＤｏ ｆＳ ｉＣｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ
：（ ａ）ＳＬＳｏ ｆＳｉＣｅＱａ ｔ ｉｎｇ

＾
４？

 ｊ（ ｂ ）ＬＰＢＤ ｏｆ

ＳｉＣ Ｍｇ
ｍｅ ｔ ａ ｌｍ ａ ｔ ｒ ｉ ｘｃｏｍｐｏｓｉ ｔ ｅ

＾６
！
 ｓ（ ｃ ）ＬＰＢＤｏ ｆＳ ｉＣ ３１ ６ Ｌｍ ｅ ｔａ ｌｍ ａ ｔ ｒ ｉ ｘｃｏｍｐｏｓ ｉ ｔｅ

？０
！ ．

（ ｄ ）ＬＰＢＤａｎｄＳＬＭｏ ｆＳ ｉＣ
－Ｍ

ｇｍ ｅ ｔａ ｌｍａ ｔ ｒ ｉ ｘｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ
［
ｏ ｌ

］
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２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２
？１ １？

陶瓷材料 的激光粉末床擦化成型 （Ｌ ａｓｅｒ
ｐ ｏｗｄｅ ｒｂｅｄｆｕ ｓ ｉｏｎ ， ＬＰＢＤ ） 的基本原理和前述 的 ＳＬＭ 基

本相 同 ， 如 图 ８ ａ 所示 。 然而正如上述所言 ， 由 于 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料熔点极高 ， 目 前 的激光器功率难 以 直接

将 Ｓ ｉＣ 陶瓷颗粒熔化 ， 因 此 已 有报道基本是采用 ＬＰＢＤ 技术制 备 金属 与 ＳｉＣ 陶 瓷 的复合材料 。 正是

由 于较低熔 点 的金属 材 料 的 加 入 ， 使 ＬＰＢＤ 成 斑成 为 可 能 。 荷兰 Ｎｅｔｈ ｅｒｌａｎｄ ｓＡ ｅ ｒｏ ｓｐａ ｃｅＣｅｎ ｔ ｒ ｅ

（ ＮＬＲ ） 的 Ｗ ｉ ｔｓ 等人
［
４ ９ ］

将 Ｓ ｉＣ 陶瓷颗粒加人到镁合金 ＷＥ４ ３ 中 ， 成功采用 ＬＰＢＤ 技术制 备 了ＳＣ Ｍ ｇ

金属基复合材料 ，探索 了粉体球形度 、形貌 、 流动性等 的影 响规律 （如 图 １ ２ ｂ 所示 ） 。 英 国 Ｔ ｈ ｅＵｎ ｉｖ ｅ ｒ

ｓ ｉ ｔｙ
ｏ ｆＭ ａｎｃｈ ｅ ｓ ｔｅ ｒ的Ｌ ｉ

等人＿也尝试将
Ｓ ｉＣ陶 瓷颗粒加人到３ １ ６ Ｌ

不锈钢 中  ， 成功采用ＬＰＢＤ技术

制备 了ＳＣ ３ １ ６ Ｌ 复合材料 ，在制 备过程 中创新性采用超声振动 与机械振动结合 的 方式提高粉末床流

动性 ， 弁详细讨论 了不同 的 Ｓ ｉＣ 添加 量对 ＬＰＢＤ 制备 的 Ｓ ｉＣ ３ １ ６Ｌ 复合材料微观组织 的 影 响规律 （如

图 １ ２ ｃ 所示 ） 。
Ｌ ｉ 等 进一步尝试 了 将 ＬＰＢＤ 技术 与 ＳＬＭ 技术 相结合 ， 制 备 了Ｓ ｉＣ ３ １ ６Ｌ 复合材料

（如 图 １ ２ ｄ 所示 ） 。

然而 ，上述发表工作大多是将 ＳＣ 陶瓷颗粒与金属材料复合 ， 采用激光选 区熔化或者激光粉末床

熔化成型技术制备金属基复合材料 ， 由 于 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料的 高熔点 导致其熔化极难实现 ， 因 此纯粹 Ｓ ｉＣ

陶瓷材料 的激光选区熔化成型或激光粉末床熔化成型基本未见报道 。

（ ３ ） 粘接剤喷射成型

陶瓷材料 的 粘接剂 喷射成型 （ Ｂ ｉｎｄ ｅ ｒＲｔｔ ｉｎｇ ，
ＢＪ ） 的基本原理如 图 ８ ｂ 所示 ａ 首先 ， 将 陶 瓷粉体与

粘接剂配置成高 固含量 、 具有一定粘度 的 陶 瓷 浆料 ， 经机械装置或气体压力装置 ， 通过特殊直径 的 喷

嘴挤 出后在成型平 台上沉积成型 ， 通过平 台或喷头 的升降逐层挤 出 、沉积 ，形成兰维 陶瓷生坯 ， 最后通

过髙温脱脂排胶 、烧结后获得 ， 最终的 陶瓷材料及其制 品 。

图 １３ＳｉＣ 陶瓷 翁 料 的 增 翁 制 造 ： ：
〈 ａ ） ＢＪ 结 合 ＣＶ Ｉ

？？ ］

 ； （ ｂ ） ＢＪ 结合 ＣＶ Ｉ 与 ＣＶＱ
Ｍ

 ；

（ ｃ ＞
：ＢＪ结 合ＰＲＢＩ与ＣＬＳＩ

［
５ ４

］

 ； （ ｄ ） ＬＳＤ结 合ＢＪ

［
５ ５

］

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ１ ３ＢＪｏ ｆＳ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ：（ ａ ）ＢＪｃｏｍｂ ｉｎ ｅｄｗ ｉ ｔｈＣＶ Ｉ

￡ ５＾
 ？（ ｂ ）ＢＪｃｏｍ ｂ ｉｎｅｄｗ ｉ ｔｈＧＶＩ

ａｎｄＣＴＤ
Ｃ５？

 ；（ ｃ ）ＢＪｃｏｍｂ ｉｎｅｄｗｉ ｔｈＰＲＢＩａｎｄＣＬＳＩ
ｔ ｉ Ｓ

４
］

 ；（ ｄ ）ＬＳＤｃｏｍｂ ｉｎ ｅｄｗ ｉ ｔｈＢＪ

［
ｏ ｏ

］

西北工业大学的成来飞等人 就成功使用 Ｓ ｉＣ 晶须原料 ，采用 ＢＪ 技术制备 Ｓ ｉＣ 晶须组成 的 多孔

预制体 ，再通过化学气相浸渗工艺 （ Ｃｈｅｍ ｉ ｃａ ｌｖａｐｏ ｒ ｉｎ ｆ ｉ ｌ ｔ ｒａｔ ｉｏｎ
， ＣＶ Ｉ ） 在 ＳＣ 晶须多孔预制 体 内 浸參

Ｓ ｉＣ 基体 ， 最终制备 出 Ｓ ｉＣｗ ／ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料与典型齿轮制 品 （如 图 １ ３ ａ 所示 ＞ ， 并细致讨论 了Ｓ ｉＣ 晶须对

Ｓ ｉＣｗ／Ｓ ｉＣ 陶瓷材料孔隙率 、 微观形貌与力学性能 的影响规律 ， 然而制备的 Ｓ ｉＣｗ／ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料能达到

的最高力 学性能仍较低 ，弯 曲 强度仅为 ２ ０ ０ＭＰａ ， 断裂韧性为 ３ ． ４ＭＰ ａｍ
１ ／２

， 仍有较大提升空 间 法

国 ＬＣＴＳ ＣＮＲＳ 的 Ｃｈ ｏ ｌ ｌ ｏｎ 等人＠ 同样采甩 ＢＪ 技术制备 了大孔 ＳＣ 陶瓷骨架 ， 并通过化学气相浸渗

工艺与化学气相沉积工艺 （ Ｃｈｅｍ ｉ ｃａ ｌｖａｐ ｏ ｒｄ印 ｏ ｓ ｉ ｔ ｉｏ ｎ
，
ＣＶＤ ） 结合 ，在大孔骨架 内 浸渗或沉积 Ｓ ｉＣ 基

体 ，
．

最终制备 了 大孔 的 ＳｉＣ 陶瓷材料及其制 品 ， 如 图 １ ３ ｂ 所示 ＊ 同时还采用 ＣＴ 扫 描 、力学测试结合髙



？１ ２ ？ 何 汝 杰 等 ，
Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料增 材 制 造研 究 进展 与 挑 战 第 ４ ２ 卷

速相机等先进手段表征 了制备过程 中 的材料缺陷特征与形成原 因 ｕ 以 色列 Ｉ ｓｒａｅｌＩｎ ｓ ｔ ｉ ｔｕｔｅｏ ｆＭｅｔａ ｌ ｓ

的 Ｐｏｐ ｏｖＪ ｒ ． 等人 同样采用 ＢＪ 技术制 备 了Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 ， 不 同 的 是后续采用 酚醛树脂浸渍工艺

（ Ｐｈ ｅｎｏ ｌ ｉ ｃｒｅｓ ｉｎｂ ｉｎｄｅｒ ｉｍｐ ｒ ｅｇｎａ ｔ ｉｏｎ ， ＰＲＢＩ ） 与毛细管液态隹擦渗工艺 （ Ｃａｐ ｉ ｌ ｌａ ｒｙ
ｌ ｉ ｑｕ ｉ ｄ  ｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎ ｉｎ ｆ ｉ ｌｔ ｒａ

ｔ ｉ ｏｎ
，
ＣＬＳ Ｉ ）结合 ，成功制备了 反应结合 Ｓ ｉＣ （ＲＢＳＣ ） 陶瓷材料及其典型制 品 ， 如 图 Ｉｋ 所示 。 文章还详

细讨论 了 酚醛树脂添加量及液态硅熔渗工艺参数对 ＲＢＳＣ 陶 瓷材料微观形貌 、力 学性能等 的 影 响 规

律与机制 。 德 国 ＢＡＭ 的 Ｚｏ ｅｃａ 等人
［
ｓｓ３

则创新性将浆料叠层沉积工艺 （ Ｌａｙｅ ｒｗ ｉ ｓ ｅｓ ｌ ｕ ｒ ｒｙｄ ｅｐ ｏ ｓ ｉ ｔ ｉｏｎ
，

ＬＳＤ ） 与 ＢＪ 技术结合 ， 成功制 备 了复杂形状 的 Ｓ ｉＳ ｉＣ 陶瓷材料及其制 品 ， 如 图 １ ３ ｄ 所示 。

然而 ， ＢＪ 增材制造技术制备的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料通常面 临力学性能较低 的不足 ， 同 时 ，
ＢＪ 增材制造技

术制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及 其制 品 通 常缺 陷 较多 、 精 度 较差 。 此外 ， 砖续 的 致 密化过程 （ ＣＶ Ｉ
、
ＣＶＤ 、

ＣＬＳ Ｉ
、
Ｐ ＩＰ 等 〉 中 也不可避免造成大量的材料 缺 陷 。 图 １ ４ａ 与 图 １ ４ ｂ 分别 为使用 Ｐ ＩＰ 工艺 与 ＣＶ Ｉ／

ＣＶＤ 工艺致密化处理后 的 ＢＪ 增材制 造 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料点 阵结构 的 ＣＴ 扫 描无损检测 图 片 ， 可见结

构 中存在大量制造缺 陷 ，这必将极大程度影响 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及其制 品 的工程化应用 。

图 １ ４ＢＪ 增材 制 造 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 制 品 ＣＴ 扫 描 渾 片
＿

ｓ＜ ａ ） 
ＢＪ 结 合 ＰＩＰ

；

（ ｂ ） ＢＪ结 合ＣＶ Ｉ与 ＣＶＤ

Ｆｉｇｕｒ ｅ１ ４ＧＴ ｉｍ ａｇ ｅ ｓｏｆＢＪａｄｄ ｉ ｔ ｉｙｅｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｅｄＳ ｉ ．０ｃｅｒ ａｍ ｉ ｃ
？？

 ｓ

（ ａ）ＢＪｃ ｏｍｂ ｉｎ ｅｄｗ ｉ ｔｈＰ ＩＰ
； Ｃ ｂ ）ＢＪｃｏｍ ｂ ｉｎｅｄｗ ｉ ｔｈＣＶ ＩａｎｄＣＶＤ

？４ ） ：三维打印

陶瓷材料 的三维打印 （ ３Ｄｐ ｒ ｉｎｔ ｉｎｇ ，
３ＤＰ ） 的基本原理如 图 ８ ｃ 所示 此处 的 ３ＤＰ 为狭义 的 ３Ｄ 打

印 ，首先将陶瓷粉体通过刮刀。
或铺设机构 在成 型平 台 上铺设一层 ，然后通过喷头 喷射特殊 的 粘接剂 ^

乎台下降后 ，粉体继续铺设 、粘接剂继续喷射 ， 经过多轮循环后在成型乎台 上形成三维 陶 瓷生坯 ， 通过

髙温脱脂排胶 、烧结后获得 ， 最终 的 陶瓷材料及其制 品 。

美 国 Ｔ ｈｅＯ ｈ ｉｏＳｔ ａ ｔｅＵｎ ｉｖｅ ｒ ｓ ｉｔｙ 的 Ｚｈｕ 等人
＿
采用 ３ＤＰ 工艺制备 了ＳｉＣ 陶 瓷生坯 ， 并使用聚碳

桂焼 （ Ｐｏ ｌ ｕｃａｒｂｏ ｓｏ ｌａｎ ｅＪＣＳ ） 前驱体溶液 、
ＰＣＳ与Ｓ ｔａｒＰＣＳＳＭＰ－

１０
前驱体混合液 、 Ｓ ｔ ａ ｒＰＣＳＳＭＰ

－

１ ０

和 纳米 ＳＣ 颗粒组成 的前驱体混合液对 ３ＤＰ 制 备 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷生坯进行浸溃 ， 裂解后制备 出 Ｓ ｉＣ 陶 瓷

材料 ，并细致研究 了 前驱体浸渍液组成对 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材料微观形貌 的 影 响 规律 。 德 国 Ｕｎ ｉｖ ｅ ｒ ｓ ｉ ｔｙｏ ｆ

Ｒｏ ｓｔｏ ｃｋ 的 Ｐ ｏｋ ｉｎ 等人
＿
闾样采用 ３ＤＰ 工艺制备 了Ｓ ｉＣ 陶瓷生坯 ， 经脱脂排胶 、液相烧结与高温再结

晶后 ， 获得多孔 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 （如 图 １ ５ ａ 所示 ） 。 此外 ， 在 ３
．

ＤＰ 研究 中 ， Ｓ ｉＣ 还经常被作为第＝相使用 ，

西北工业大孛 的殷小讳与德国 Ｕｎ ｉｖｅｒｓ ｉ ｔ ｙｏ ｆＥｒｌａｎｇ ｅｎ Ｎ ｕｅｒｎｂｅｒ ｇ 的 Ｔ ｒａｖｉ ｔ ｚｋｙ 等人
［
Ｓ ８ ］

采用 ３ＤＰ 技

术结合聚合物前驱体浸渍裂解工艺 （Ｐｏ ｌｙｍｅ ｒ
ｐ ｆ ｅＣｕｒｓｏｒ ｉ ｎ ｆ ｉ ｌ ｔｒａ ｔ ｉｏｎａｎｄｐｙｒｏ ｌｙ ｓ ｉｓ ，

Ｐ ＩＰ ） 制备了 原位生

成 ＳＣ 纳米线增强 Ｓ ｉ
３
Ｎ

４ 陶瓷材料及其制 品 （如 图 １ ５ ｂ 所？ ） ， 通过原位生成 Ｓ ｉＣ 纳米线达到 了 良好 的

强韧化效果 ， 同 时制 备的 Ｓ ｉＣｎｗ／ Ｓ ｉ
３
Ｎ

４ 陶瓷材料具有优异 的微波吸收性能 。

然而 ，正如 图 １ ５
ａ 所示 ， ３ＤＰ 工艺 制 备 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材 料 及其制 品

一般精度较差 ？ 近 年来 ， 随着

３ＤＰ 打 印设备与工艺 的发展进步 ，增材制造的材料及其制 品精度有一定程度提高 ， 然而仍然无法满足

某些特殊场合 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其制 品 精度要求 。 同 时 ，
３ＤＰ 工艺制 备 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 面 临着层 间
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２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２
？１ ３ ？

界面 明显 、致密度较低 、力学性能较差等缺点 ，严重制约 了Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的发展与工程应用 Ｂ

图 １＆Ｓ ｉＣ 陶 瓷材 科 的 ３ＤＰ 增 材 制 造 ： （ ａ ） ＃ 孔 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 科
［ ５ ７ ］

；

ＣＷ ＳＥｎｗ／Ｓｉ
ｓ 
Ｎ

４陶 瓷材 料
［
５ ＆３

Ｆ ｉｇｕ ｒｅ１ ５３ＤＰｏ ｆＳ ｉＣｃｅｒ ａｍ ｉ ｃ
；（ ａ ）ｐｏ ｒ ｏｕ ｓＳ ｉＣｃｅ ｒａｍ ｉｔｆ

５ ７
３

 ；

Ｃ ｂ ）Ｓ ｉＣｎｗ／Ｓ ｉ
３
Ｎ

４ｃ ｅｒａｍ ｉ ｃ
ｃ
〇 ｓ

］

２
．２ 线材 ／带材原料的 Ｓ ｉＣ 陶瓷直接增材 制造

以线材 （Ｗ ｉ ｒｅ ） 或者带材 （ Ｓｈｅ ｅ ｔ ） 为原料 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料直接增材制 造 ， 主要包括熔融沉积成型

（ Ｆｕ ｓ ｅｄｄ ｅｐｏｓ ｉ ｔ ｉｏｎｍ ｏｄ ｅｌ ｉｎｇ ｉ ＦＤＭ ） 、 叠 屋 制 造 成 型 （ Ｌａｍ ｉｎ ａｔｅｄｏｂ
ｊ
ｅ ｃｔｍ ａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ ，

ＬＯＭ ） 技

术等 。

（ １ ）熔融沉积成型

借鉴高分子材料 的熔融沉积成型 （ Ｆｕｓｅｄｄｅｐｏｓ ｉ ｔｉｐｎｍｏｄｅｌ ｉｎｇ ，
ＦＤＭ ） ， 以 Ｓ ｉＣ 线材为原料 的 Ｓ ｉＣ

陶瓷熔融沉积成型直接增材制造基本原理如 图 ８ ｄ 所示 。 首先通过特定的工艺 ， 将 Ｓ ｉＣ 陶 瓷粉体与高

分子材料混炼 、拉制成一定直径 的热塑性的聚合物 陶瓷线材 。 接下来将制 备 的 Ｓ ｉＣ 线材置于 ＦＤＭ

设备 ， 经设备加热后 的 喷头挤 出 ， 热塑性 的 Ｓ ｉＣ 线材熔融沉积到设备成型平 台上 ，温度 降低 固化成型 ^

成型 台下降 ，循环熔融沉积后成型 出 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料生坯 ， 经后续高 温脱脂排胶 、烧结后获得 Ｓ ｉＣ 陶 瓷

材料及其制 品 。

图 １ ６Ｓ ｉＣ 陶 资材 料 的 ＦＤＭ 增 材 制 造 ： （ ａ ） 线 ｔ
＾９ ］

；
（ ｂ）栖 牲糢具＿ ；

（ ｅ ）ＦＤＭ工艺 ＦＤＭ工 艺 研 究
［
６ ）

］

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ１ ６ＦＤＭｏｆＳ ｉＧｃｅｒ ａｍ ｉｃ
：（ ，

ａ ）ｆｉ ｌ ａｍ ｅｎ ｔｗ ｉｘ ｅ
ｃ ？

９
］

； （ ｂ ）ｆ ｌ ｅｘ ｉｂ ｌ ｅｄｉ ｅ
［
ｏ ９

］

；

（ ｇ）ＦＤＭｐ ｒｏｃ Ｂｓ ｓ
＾＊

１

 ；（ ｄ）ＦＤＭｐｒｏ ｃｅｓ ｓ ｉｎｇ ｉｎｖｇｓ ｔ ｉｇａ ｔｉｏｎ
［Ｍ ］



？１ ４？ 何 汝 杰 等 ，
Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料增 材 制 造研 究 进展 与 挑 战 第 ４ ２ 卷

首先 ， 印度 Ｇｕ ｒｕＮａｎａｋＤ ｅｖＥｎｇ ｉｎｅ ｅｒｉｎｇＣｏ ｌ ｌｅｇｅ 的 Ｓｎｇｈ 等人 尝试将废弃物 回 收获得 的高密

度聚 乙烯材料与 Ａ ｌ
２
〇

ａ 与 Ｓ ｉＣ 陶瓷颗粒混合共炼成聚合物 陶瓷线材 （如 图 Ｉ Ｓ ａ 所示 ） ，采用 ＦＤＭ 工

艺制备成 了具有较髙力学性能 的柔性模具 （ 如 图 Ｗ ｂ 所示 ） ， 最终采用该柔性模具通过牺牲方法制备

了铸造模具 ，并完成了金属铸造 。 陶瓷颗粒 的 加入 ， 使得 聚合物产 品 的 力 学性能有较大提升 ， 混炼获

得的聚合物 陶瓷线材 ， 经 ＦＤＭ 工艺增材制造后可以获得较高精度 、 较高力学性能 、 又 具有柔性特征

的模具 。 然而 ，需要指 出 的是 ， 此处 ＦＤＭ 工艺制备 的并非严格意义上 的 陶 瓷材料 （ 陶 瓷加入量较少 ，

也无烧结致密化过程 ） ａ 日本 ＦｕｋｕｏｋａＩｎｓ ｔ ｉ ｔｕｔｅｏ ｆＴｅ ｃｈｎｏｌｏｇｙ 的 Ｋ ｉ ｔａｙａｍａ 等人＿ 成功将水溶性 甲

阶酚醛树脂与 ＆Ｃ 陶瓷颗粒混炼制备成聚合物 陶瓷线材 ， 采用 ＦＤＭ 工艺成型 （如 图 １ ６ ｃ 所示） ， 详

细探索 了 聚合物 陶瓷粘度 、 Ｓ ｉＣ 陶瓷颗粒种类与组成 、成型过程角 度 、成型形态等工艺参数对 ＦＤＭ

工艺过程及材料性能 的影响规律 ， 最终实现 了
“

无支撑
”

ＦＤＭ 成型 ＳｉＣ 陶 瓷材料及其制 品 （ 如 图 １ ６ ｄ

所示 ） ，但该研究并未探讨 ＦＤＭ 成型 Ｓ ｉＣ 陶瓷坯体后 ， 如何脱脂排胶 、烧结及 如何致 密化和 强韧 化等

关键难题 。

然而 ， ＦＤＭ 工艺一般需要首先将 陶瓷材料与热塑性 聚合物材料混合并炼 、拉丝成聚合物 陶 瓷

的线材 ，这无疑极大增加 了工艺流程的难度 和成本 ， 同时也 限制 了 陶瓷材料种类 ， 目 前采用 ＦＤＭ 工艺

制备 ＳｉＣ 陶瓷材料及其制 品 的研究仍不多 见 。 此外 ，
ＦＤＭ 工艺成型过程 中 ， 聚合物 陶 瓷线材 的熔

融沉积形态也受较多 因 素影响 ， 形态 、角 度与精度都较低
［ ６？

，这也极 大程度制 约 了ＳｉＣ 陶瓷材料在髙

端领域的应用 。

（ ２ ）叠层制造成型

陶瓷材料的叠层制 造成＿技术 （ １＾？１１ 丨 １＾ ６ ￡１ｏｂ
ｊ
ｅ ｃｔｍ ａｎｕ ￡ａｃｔｕ ｒ ｉｎｇ ， ＬＯＭ ） 的基本原理如 图 ８ ｅ 所

示 。
ＬＯＭ 成型流程一般先将 陶瓷原料通过传统方法 （如流延成型 、 辊压成型等方法 ） 制备成层状 的 陶

瓷片材或带材 ， 然后将陶瓷片材或带材逐层铺于成形 台 上 ， 在每层片材或带材上切割 出所需 的形状 ，

叠压在一起得到Ｈ维形状 陶 瓷生坯 ，最后通过高温排胶 、 髙 温烧结方式得到最终 的 陶 瓷材料及其制

品 。 目 前 ， 以 带材为原料的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ＬＯＭ 研究较为少见 。 德 国 Ｕｎ ｉｖｅｒｓ ｉｔｙｏ ｆＥｒ ｌａｎｇ ｅｎ Ｎ ｕ ｅ ｒｎ

ｂ ｅ ｒｇ 的 Ｔｒａｖｈ ｚｋｙ 等人早 在 ２ 〇〇 ７ 年就尝试将 ７ ６ ．８ｗ ｔ％ Ｓ ｉＣ 陶瓷粉体 、
２ 〇ｗ ｔＫ 纤维素 纸浆 以 及 ３ ＞ ２

ｗ ｔ％ 粘接剂等制备成平均厚度约 ２ ４０的片状水系 陶瓷纸带
［ ６ １

］

（如 图 １ ７ ａ 所示 ） ，再通过 ＬＯＭ 成＿

技术制备 了Ｓ ｉＣ 陶瓷材料生班 ，经脱脂排胶液态桂熔渗后制备 出 Ｓ ｉ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料
［＠

，微观形貌观察发

现生坯脱脂后 的气孔基本全部被液态硅熔渗后反应生成的 ＳＣ 填满 ， 在每层界面处残 留
一部分 Ｓ （如

图 １ ７ ｂ 所示 ） 。 此外 ， 作者还细致讨论 了Ｌ０Ｍ 叠层方 向 与 Ｓ ｉ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的力学性能关联关系 。

ｂ

图 １ ７ＬＯＭ 增 材 制造 的 ＳｉＣ 陶 瓷＊ 料 ： （ ａ ） 陶 瓷纸 带
《
＾ （ ｂ ）徽 ：观组 织 形魏

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ１ ６ＬＯＭｆａｂｒ ｉｃａ ｔ ｅｄＳ ｉｙｃ ｅｒａｍ ｉｃ
；（ ａ ）Ｐ ｒ ｅ ｃｅ ｒａｍｉ ｃＰａｐｑｊｒ

？ １
］

 ；（ ｂ）ｍ ｉ ｃ ｒｏｓ ｔ ｒｕｃｔｕｒｅ
Ｃ ｌ ，ａ

然而 ， ＬＯＭ 成型存在较大的技术缺点 。
ＬＯＭ 成塑所需 的 陶 瓷 片材必须通过前期传统制备工艺

获得 ， 增 加 了 工艺复杂性 、增大 了 时间成本和制备成本 ； 另 外 ， Ｌ０Ｍ 成型 的 陶 瓷材料性能还受成型过

程 中每层材料 间 的界面结合性能影 响 ，
ＬＯＭ 成型 的 陶瓷材料极易 出 现层 间分离 、界面孔 隙率高及层

间 收缩率差异较大等技术 问题 。
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２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２
？１ ５？

２ ．３ 膏料原料的 ￥ｉＣ 陶瓷直接增材制 造

以膏料 （Ｐａ ｓｔｅ ） 为原料 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料直接增材制造 ， 主要包栝 Ｒ ｏｂ ｏ ｃａｓ ｔ ｉｎｇ 成型 、挤 出 成型 （ Ｅｘ

ｔ ｒｕｓｉｏ ．ｎｆｒ ｅ ｅｆｏｒｍ ｉｎｇ ？
ＥＦＦ ）技术等

［ ｓ ’
１ ２ ］

。

（ ｌ ） Ｒ ｏｂｏ ｅａ Ｓｔ ｉｎｇ成型

陶瓷材料的 Ｒｏｂｏｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ 成爾技术的基本原理如 图 ８ ｆ 所示 ｐＲｏｂｏｃａｓ ｔ ｉｎｇ 成型肢术与后文 的墨

水直写 （ Ｄ ｉｒ ｅｃｔ ｉｎｋｗ ｒ ｉ ｔ ｉｎｇ ， ＤＦＷ ）成型技术类似 ， 不 同之处在于 Ｒ ｏｂ ｏ ｃ ａｓｔ ｉｎｇ 成型技术采用 的是 陶瓷

膏料 ， Ｄ ＩＷ 成型技术采用 的 陶瓷墨水 ， 两者 的差别在于 陶瓷 固含量 的 区别 ， 膏料 的 陶 瓷 固含量远大于

墨水的 陶瓷 固含量 。
Ｒｏ ｂ ｏｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ 成型的流程一般先将陶 瓷原料与溶 剂 、分散剂等混合 丨 制备成高 固

含量 ：
的 陶瓷膏料 ，然后将 陶 瓷膏料通过喷头经机械挤压或气压等手段挤 出 成型 ， 最终得到三维形状 陶

瓷生坯 ， 最后通过高温排胶 、高温烧结方式得到最终 的 陶瓷材料及其制 品 。

清华大学的Ｋ ｕｎｐ ｅｎｇＣａ ｉ与西班牙ＩＣＶ ＣＳ ＩＣ的Ｍ ｉ ｒａｎ ｚｏ 、 日本Ｏ ｋ ｌａｈｏｍ ａＳ ｔａ ｔｅＵｎ ｉｖｅｒ ｓ ｉｔｙ的

Ｓｍ ａｙ 等人
Ｂ ３ ］

早在 ２ 〇乜 年就采用 Ｒｏ ｂ ｏｃａｓ ｔ ｉｎｇ 成型技术 制备三维复杂形状 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷结构 ， 随后借

助低温 ＳＰＳ 烧结工艺实现 了Ｓ ｉＣ 陶瓷 的烧结 （如 图 Ｉ Ｓ ａ 所示 ） ， 细致讨论了Ｓ ｉＣ 膏料制备 、
Ｚｅ ｔ ａ 电位与

ｐＨ 值 、粘度与流变特性 ， 以及 Ｒ ｏ ｂ ｏ ｃａ ｓｒｉｎｇ 工艺参数与 ＳＰＳ 烧结温度等对三维复 杂形状 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷

微观组织结构与宏观结构形貌 的影响规律 。
２０１ ９ 年 ，德

：

国 Ｕｎ ｉｖｅｒ ｓ ｉ ｔｙｏ ｆＥ ｒ ｌａｎｇｅｎ Ｎ ｕ ｅ ｒｎｂ ｅ ｒｇ 的 Ｔ ｒａ
－

ｖ ｉ ｔ ｚｋｙ 等人 首先通过两步法发展了含有 Ｃ 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷膏料 ， 随后采用 Ｒ ｏ ｂｏｃａ ｓ ｔ ｉ ｎｇ 成型技术制备了

Ｓ ｉＣ／Ｃ 陶瓷生埋 ， 最后采用液态硅溶渗工艺实现 了 反应烧结 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其制 品 的 制 备 （ 如 图 １ ８ ｂ

所示 同样在 ２〇 １ ：
９

年 英国Ｉｍｐ ｅｒｉａ ｌＣｏ ｌ ｌ ｅ ｇ ｅＬｏｎｄ ｏｎ的Ｆｅ ｉ ｌ ｄ ｅｎ等人
［ Ｓ ５

； Ｉ

甚至采用
Ｒ ｏｂ ｏ ｃａｓｔ ｉｎｇ戚雍

技术成功制备 了Ｈ ｆＢ
２ 基超高温陶瓷材料坯体 ， 并经脱脂排胶 、 无压烧结后获得 Ｈ ｆＢ

２ 基超高 温 陶 瓷

材料及其制 品 ， 如 图 １ ８ ｃ 所示 ，并研究 了其高温力学性能 。 该 团 队 的 Ｅ ｌ ｉ ｚａ ｒｏｖａ 等人 在 ２ ０ １ ９ 年系统

归 纳 了 陶瓷坯体 由 传统塑性成型到 Ｒ ｏｂ ｏ ｃ ａ ｓｒｉｎｇ 成型发展历程与趋势 ， 梳理 了Ｒ ｏ ｂ ｏ ｃａｓｔ ｉ ｎｇ 成型过程

中 粘度 、成型工艺 、形状与烧结等关键影 响 因 素 ， 成功 制备 了复杂形状 的 ａ ＳＣ／Ｂ４
Ｃ 陶 瓷材料及其制

品 （如 图 １ ８ ｄ 所示 ）
，展现 了Ｒｏ ｂ ｏ ｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ 成型技术在复杂形状 陶瓷材料及其制 品成型制备方面 的独特

优势与能力 《

１１ ８ＳｉＣ 陶 瓷 ＃料 的Ｒｏｂｏｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ增 材 制 造 ： （ ａ） Ｒｏｂｏｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ＋ＳＰＳ烧 结
［
６ ３

］

；

（ ｂ ）
Ｒｏｂｏｃ ａ ｓｔｉｎｇ＋焉 ＿

￡￡烧 结 Ｒｏｂｏ ｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ制 备超 高 温 陶 瓷 材 料
［

？

！ ９ ３

；

（ ｄ＞Ｒｏｂｏｃ ａｓｔ ｉｎｇ制 备 ｃｒ§ｉＣ／Ｂ４ Ｃ陶
＇

瓷 ＃ 料？
＊３

Ｆｉｇｕｒｅ １ ８Ｒｏｂｏ ｃａｓ ｔ ｉｎｇｏ ｆＳｉＣ ｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ ： 【 ａ ） Ｒｏｂｏｃ ａｓ ｔ ｉｎｇ＋ＳＰＳ
？？（ ｂ）Ｒｏ ｂｏ ｃａｓ ｔｉｎｇ＋

Ｒ ｏｂ ｏ ｅａ ｓ ｔ ｉ ｎｇ 成型技术面其对设备要求不髙 、 工艺简单等优点 ， 在 陶 瓷材料增材制造研究领域得
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到了大范 围应用 ，然而 ，正是 因为 Ｒｏ ｂｏｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ 成型 的设备较为简单 ，

一般情况下制造精度受到较大 限

制 ，精细复杂结构 的 陶瓷材料制备存在一定 困难 。 此外 ，
Ｒｏ ｂ ｏｗｓｔ ｉｎｇ 成型需要制备高 固含量 、 具有优

异流变学特性 的 陶瓷膏料 ，这也带来 了
一

定 的技术难度与科学挑战 。

（ ２ ）挤 出成型

陶瓷材料 的挤 出成型技术 （ Ｅｘｔｒｕ ｓ ｉｏ ｎｆｒｅｅｆ 〇 ｒｍ ｉｎｇ ，
ＥＦＦ ） 的基本原理如 图 ８ ｆ 所笼 ，有些举者也将

该技术命名 为
Ｆ ｉ ｌａｍ ｅｎ ｔｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ或

Ｌａｙｅ ｒ ｅｄｅｘｔｒｕ ｓ ｉ ｏ ｎｆｏ ｒｍ ｉｎｇ等 。
Ｅ ｌ

＾Ｆ
成型技术与Ｒ ｏｂｏｃａ ｓ ｔｉｎｇ成

型技术 的原理本质上基本一致 ， 只是 国 内 外研究者给予 了不 同 的定义名 称 。 通常 ， ＥＦＦ 成型 的 流程一

般先将 陶瓷原料与溶剂 、分散剂等混合 ， 制 备成髙 固 含量的 陶 瓷膏料或者浆料 ， 然后将陶 瓷膏料 或者

浆料通过喷头经机械挤压或气压等手段挤 出 成型 ， 最终得到三维形状 陶瓷生坯 ， 最后通过高温排胶 、

高温烧结方式得到最终 的 陶瓷材料及其制 品 。

西班牙 ＣＳ ＩＣ 的 Ｏ ｓ ｅｎｄ ｉ 等人
［ ６ ７１
采用 Ｆｉ ｌａｍ ｅｎｔ

ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉ ｎｇ 成型技术制备 了三维 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料生述 ，

并经 ＳＰＳ 部分烧结 （ ｐ ａｒ ｔ ｉ ａ ｌｓ ｉｎｔ ｅ ｒ ｉｎｇ ）制备 了总孔 隙率达到 ６ ５ ８ ５ ％ 的多级孔结构 的三维多孔 Ｓ ｉＣ 陶

瓷材料及其制 品 （如 图 １ ９ ａ 所示 ） ，并采用火焰试验探索 了其作为新型热 防护材料应用 的 可能性 （如 图

１ ９ ｂ 所示乂 该 团 队还采用 Ｆ ｉ ｌａｍ ｅｎｔｐｒｉｎｔ ｉｎｇ 成型技术制 备 了 有序 的 ．三维多 孔 Ｓ ｉＣ 结构 （如 图 １ ９ ｃ 所

示 并详细探索 了有序 的 三维 多孔 Ｓ ｉＣ 陶 瓷结构 中 骨架杆件 的 方 向 分布对结构 力 学性能 的影 响规

律 ，与传统 陶 瓷材料或结构对 比发现 ， 三维多孔 Ｓ ｉＣ 陶瓷结构具有较优 的 比强度与 比 刚度 。

图Ｉ ９ＳｉＣ陶 瓷 ： 翁料 的Ｆｉ ｌａｍ ｅｎｔｐ ｒｉｎ ｔ ｉｎｇ增 翁 前 造 ： （ ａｙＦｉ ｌ ａｍ ｅｎ ｔｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ制 备

多 级 孔 结 构 ｓ ｉｃ
；
ａ ） 多 孔 ｓ ｉｃ 热 防 护 应 用 前景 ；

（ Ｃ ） 骨 架 杆 件 方 向 影 响

Ｆ ｉｇｕ ｒｅ１ ９Ｆ ｉ ｌａｍ ｅｎ ｔ
ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ

ｏ ｆＳ ｉＣｃ ｅｒａｒｎ ｉ ｃ
Ｃ ｔ

， ７ ］


；（ ａ ）Ｈ ｉｇｈ ｌｙ

－

ｐｏ
ｒｏｕｓｈ ｉ ｅｒａｒ ｃｈ ｉ ｃ ａ ｌＳ ｉＣ

ｓ ｔ ｒｕｃ ｔｕ ｒ ｅ ｓ ；（ ｂ ）Ｔｈｅ ｒｍ ａ ｌ
ｐｒｏ ｔ ｅ ｃ ｔ ｉ ｏｎａｐｐ ｌ ｉ ｃ ａ ｔ ｉ ｏｎ ；Ｃ ｃ）Ｅｆｆｅ ｃ ｔｏｆｒｏｄｏ ｒ ｉ ｅｎ ｔ ａ ｔ ｉｏｎ

ＥＦＦ 成型技术还可 以有效实现短切纤维增强 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 的制备 。 通过在 Ｓ ｉＣ 陶 瓷膏料 内 添加

短切碳纤维等短纤维 ， 经 ＥＦＦ 成型与烧结后可 以 获得短切碳纤维增强 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷基复合材料 ， 尤为有

趣 的是 ， 短切碳纤维经 ＥＦＦ 喷头挤 出 时 ， 由 于剪切 作用 》 短切碳纤维会呈现定 向 排布 的 取 向特征 （如

图 ２ ０ 所示 ） ，从而有利于制备各 向 异性的短切碳纤维增强 Ｓ ｉＣ 陶瓷基复合材料 ， 实现某一特定方 向上

的増强 。
２ ０ １ ９ 年 ， 中 国科学院上海硅酸盐研究所杨 勇 等人 使用 Ｓ ｉＣ 陶 瓷颗粒 、 炭黑 、 短切碳纤维为

原料制备 陶瓷膏料 ， 通过 ＥＦＦ 成型技术与液态硅熔渗烧结后 ， 制备 了短切碳纤维增强 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷基复

合材料及其制 品 ，如 图 ２ １ ａ 所示 。 研究发现短切碳纤维在 Ｓ ｉＣ 陶 瓷基复合材料 内 部呈现 明 显 的 取 向

分布 ， 最终获得 陶瓷基复合材料最大弯 曲 强度达到 了３ ０ ０ＭＰａ
ｐ 类似 的研究 ，美 国 Ｐｕ ｒｄｕｅＵｎ ｉｖｅ ｔ ｓｉ ｔｙ
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，
２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２
？１ ７？

ｗ

挤出方 向

图 ２ ０ 短切 碳 纤 维 ＥＦＦ 过 程 中定 向 排 列

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ２〇Ｃｈｏｐｐ ｅｄｃ ａｒｂｏｎｆ ｉｂ ｅｒｏ ｒ ｉ ｅｎｔａ ｔ ｉｏｎｄｕｒ ｉｎｇ
ＥＦＦ

图 ２ １Ｓ ｉＣ ：

陶 瓷 ＃ 料 的 ＥＦＦ 增 材 制 造 ： （ ａ ） 中 科 院 上 海硅 酸 盐 所 工 ；

（ ｂ ） Ｐｕ ｒｄｕ ｅ Ｕｎ ｉ ｖｅｒ ｓ ｉ ｔｙ
工作
＿

Ｆ ｉｇｕ ｒ ｅ２０ＥＦＦｏｆＳ ｉＣｆｉ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ
；（ ａ ）ｗｏｒｋｐｕｂ ｌ ｉ ｓ ｈ ｅｄｂｙ

Ｓｈ ａｎｇｈ ａ ｉＩｎｓ ｔ ｉ ｔ ｕｔｅｏ ｆ

Ｃｅｒａｍ ｉ ｃｓ
，ＣＡＳ

閲
（ ｂ）ｗｏ ｒｋｐｕｂ ｌ ｉ ｓｈ ｅｄｂｙＰｕｒｄｕｅＵｎ ｉ ｖｅｒｓ ｉ ｔｙ

＾
６ ９

３

与 Ｒ〇 ｂ 〇 Ｃａ ｓｔ ｉｎｇ 成型技术类似 ，挤 出成型技术对设备要求不髙 、 工艺简单 、 材料适用性强 ， 因 此在

陶瓷材料増材制造研究领域得到较多研究与应用 ，然而 同样地 ， 挤 出 成型一般情况下 的制 造精度存在

较大限制 ，精细复 杂结构 的 陶瓷材料制备存在一定 困难 。 此外 ，挤 出 成型 同 样需要制备高 固 含量 、 具

有优异流变学特性的 陶瓷膏料 ，这也带来 了一定的技术难度与科学挑战 。

２ ．４ 浆料 ／墨水原料的 Ｓ ｉＣ 陶瓷直接增材 制造

以浆料 （ Ｓ ｌ ｕ ｒ ｒ ｙ ）或墨水 （ Ｉｎｋ ） 为原料 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料直接增材制 造 技术 ， 主要包括光 固 化成型

（ Ｓ ｔｅ ｒｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇ ｒａｐｈｙ ，
ＳＬ ） 、 墨水直写成型 （ Ｄ ｉ ｒｅｃｔｉｎｋｗ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎｇ ，

Ｄ ＩＷ ）等 〔
６

，

：

１幻
〇

的 Ｍ ｃＣ ｌ ａ ｉｎ 等人 也在 ２ ０ １ ９ 年进行 了 报道 《 该研究 团 队采用 陶瓷前驱体与 ４ ５ｗ ｔ ．％ 的短切碳纤维

与 ｌ 〇ｗ ｔ
．％ 的炭黑混合制备陶瓷前驱体膏料 ， 经过 ＥＦＦ 成型 、

８ ５ ０

°

Ｃ 高温热解后成功 制备了短切碳纤

维增强 Ｓ ｉＣ 陶瓷基复合材料及其制 品 （ 如 图 ２ １ ｂ 所琅 ） ， 并展现 了该成型 技术对于制 备纤维增 强 陶 瓷

基复合材料喷管结构 的可能性 。

纤

维

定

向

排

布
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（ １ ）光固化成型

陶瓷材料光 固化成型 （ Ｓ ｔ ｅ ｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇ ｒａｐ ｈｙ ， ＳＬ ）技术是近年来借鉴聚合物材料光 固化成型技术发

展起来 的最具发展前景 的 陶瓷材料增材制造技术之
一

。 陶瓷材料光 固化成型一般流程为首先将 陶 瓷

粉体分散于光敏树脂单体 、光引发剂组成 的树脂体系 内 ，形成具有高 固 含量 、低粘度 、 稳定分散 的 陶瓷

树脂浆料 》 将浆料倒人光 固 化成型设备 中 ，在特定的紫光或紫外光波长下 ，光引 发剂诱导光敏树腊

单体聚合形成高分子交联 网络 ， 高分子交联 网络从而将 陶瓷颗粒 固定住形成所需 的 陶瓷坯体 （如 图 ２ ２

所示 ） ，再经脱脂排胶与高温烧结后得到最终 的 陶瓷材料及其制 品
［ ７ ° ］

。

陶瓷坯体

图 ２ ２ 陶 瓷肴料 的 光 固 化 成 型 庳 理

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ２ ２Ｆｏｒｍ ｉｎｇ
ｍ ｅｃｈａｎ ｉ ｓｍｄｕｒ ｉｎｇｓ ｔｅｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇｒａｐｈｙ

ｏ ｆｃ ｅｒａｍ ｉｃｓ

陶瓷材料的光 固化成型一般可分 为立体光刻成型 （ Ｓ ｔｅｒｅｏ ｌ ｉ ｔ ｈ ｏｇ ｒａｐ ｈｙａ ｐｐａ ｒａ ｔｕ ｓ ， ＳＬＡ ） 技术 与数

字光处理成型 （Ｄ ｉｇ ｉ ｔ ａ ｌ ｌ ｉｇｈ ｔｐ ｒｏｃｅ ｓ ｓ ｉ ｎｇ ，
ＤＬＰ ） 技术 两类 》 ’＿

。 其 中 ，
ＳＬＡ 技术发展较成熟 ， 是 当前应

用得最广泛 的 光 固化成型 技术 。 简丽言之 ， ＳＬＡ 技术 的特点是点光源 曝光 固化 、成型平 台 下沉 的 方

式 。
ＳＬＡ —般是将成型 台置于储料槽 中 ， 通过上 的光源照射 的单色光束 由 点到线 、再 由 线到 面 的逐

渐成型 的过程 ， 每层成型后 ， 成型 台 下 降
一定距离 ， 通过刮 刀 铺设一层浆 料后 ， 继续循环光 固化成型

（如 图 ８ ｈ 所示 ） ，成型后 的 陶瓷坯体经后续高温排胶 、高温烧结处理后得到最终 的 陶 瓷材料及其制 品 。

ＤＬＰ 技术是正在迅速发展 的 陶瓷材料及构件新型增材制造技术 。 它 的成型方 向 与
一般 的 ＳＬＡ 成型

相反 ， 为面光源曝光 固化 、成型 台 上升方式 。
ＤＬＰ 制 造过程 中 ， 光 由 储料槽下方的投影设备将特定 的

图 案投影到透 明 的储料槽底部 ， 通过控制成型 台 与储料槽底 的距离保持 固定 的层厚并在 固 化后逐层

向上提拉 ， 成型 出 陶瓷坯体 （如 图 ８ ｉ 所示 ＞ ，再经后续脱脂排胶 、烧结后得到最终 的 陶瓷材料及其制 品 。

由 此可见 ， ＳＬＡ 技术 由 于是光束逐层扫描画 图 ， 因 此成型速度较慢 ， 而 ＤＬＰ 技术是利用光将每个成型

截面的形状精确投影到打印 面上 ， 因此相较而青 ，
ＤＬＰ 技术 的成型精度更高 、成型速度也更快 （不需要

逐层紫外光斑画 图 ，仅与 Ｚ 轴提拉速度相关 ） 。 除此 以外 ， ＤＬＰ 技术 由 于是向 上提拉打印坯体 ， 因此储

料槽 中仅需少量 的打印 原料便可打印 ，更加节省打印原料 （实际
＇

上 ＞目 前 已 有部分商业 ＳＬＡ 设备也采

用这种 向 上提拉 的 打印方式 ） 。

目 前 ＳＣ 陶瓷材料的 ＳＬＡ 成型主要集 中 在前驱体转化 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 （或 Ｓ ｉＯＣ 陶 瓷材料 、 Ｓ ｉＣＮ

陶瓷材料等 早在２ 〇 〇 ５年 ， 德 国Ｕｎ ｉ ｖ ｅ ｒ ｓ ｉｔｙ
ｏ ｆＥｒ ｌ ａｎｇ ｅｎ

－施ｌ ｅ ｒｎｂ ｅ ｒｇ的Ｔ ｒａｖｉｔｚｋｙ等人
［ ７ １

］

就发展 了

一种类似于 ＳＬＡ 的采用 ＣＱ
２ 激光器 （波长 １ ０ ．６

ｊ

ｕｍ ） 的激光选 区 固化成型技术 （ Ｓｅ ｌ ｅｃｔｉ ｖｅｌａ ｓ ｅ ｒｃｕ ｒ ｉｎｇ ，

ＳＬＣ ）
，采用 聚 甲基倍半硅氧烷 （ ＰＭＳ ）等高分子聚合物 为 陶 瓷前驱体 ， Ｓ ｉＣ 陶 瓷颗粒为填料 ， 制备 了含

Ｓ ｉＣ 填料前驱体生坯 （如 图 ２ ３ ａ 所示 ） ， 经髙温裂解后获得多 孔 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 （如 图 ２ ３ ｂ 所示 ） ，再通

过液态硅熔渗后获得 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其制 品 （如 图 ２ ３ ｃ 所示 ） 。 研究发现制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料基本致

密 ，无 明显孔 隙 ， 弯 曲 强度 高达 ２ ２ ＆ＭＰａ
＜ｙ２００ ９ 年 ， 韩 国 ＣｈｕｎｇｎａｍＮ ａ ｔ ｉ ｏｎａ ｌＵｎ ｉ ｖ ｅｒ ｓ ｉｔｙ 的 Ｋ ｉｍ 等
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２ ０ ２ １

，
４ ２（ １

－

２ ） ：１
－

４ ２ ？１ ９ ？

人 ［ ７ ２ ］

采用多功能无机聚合物烯丙基氢化聚碳硅烷 （ＡＨＰＣＳ ）为前驱体材料 ，通过一种双光子吸收成型

（ ｔｗｏ
－

ｐｈｏｔｏｎａｂ ｓｏ ｒｐ ｔ ｉｏｎｆａｂ ｒ ｉｃａｔ ｉｏｎｔｅｃｈｎ ｉｑｕｅ ） 的光固化方法制备了前驱体？体 ，再经 ６ ０ ０

°

Ｃ裂解后获

得了Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及微米尺寸 的三维结构 （如 图 ２ ４ 所示 ） ， 双光子光 固化成型在 Ｓ ｉＣ 陶瓷微纳器件成

型领域展现出 了 良好的前景 ，且制备的 Ｓ ｉＣ 陶瓷结构近零收缩 。

图 ２ ３ＳｉＣ 陶 瓷 材 料 涡 轮 叶 轮 ＳＬＡ 成 型
［ ７ ２ ］

： （ ａ ） 前驱体 生 坯 ； （ ｂ ） 裂 解坯体 ； （ ｃ ） Ｓ ｉＣ 陶 瓷

Ｆｉｇｕｒｅ２ ３ＳＬＡｏｆＳｉＣｃｅｒａｍ ｉｃｔｕｒｂ ｉｎｅｗｈ ｅ ｅ ｌ

［
７ ２

］

 ；（ ａ ）ｌａｓ ｅｒ
－

ｃｕｒｅｄｂｏｄｙ ；

（ ｂ ）ｐｙｒｏｌｙｚ ｅｄｂｏｄｙ ；（ ｃ ）ＳｉＣｂｏｄｙ

图 ２ ４ＳｉＣ 陶 瓷 材料微纳 器件 光 固 化 成 型
？

 ： （ ａ ） 微球 ； （ ｂ ）微 孔 通道 ；

（ ｃ ） 锥 形 ； （ ｄ ） 微孔通道

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ２ ４Ｓｔｅｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇｒａｐｈｙ
ｏｆＳｉＣｃ ｅｒａｍ ｉｃｍ ｉｃｒｏ

－

ｎａｎｏｄｅｖｉ ｃ ｅ
［
７ ２

］

：

（ ａ ）ｍｕｌ ｔ ｉ ｓｃａｌ ｅｈｅｍ ｉｓｐｈ ｅｒｅｓ
；（ ｂ ）ｍ ｉ ｃｒｏｃｈａｎｎｅ ｌｗ ｉ ｔｈｍｕｌｔ ｉ ｈｏ ｌｅｓ

；

（ ｃ ）ｃｏｎｅ ｓ
；（ ｄ）ｍ ｉｃｒｏ ｓ ｃａｌ ｅｍｕ ｌ ｔ ｉｃｈａｎｎｅ ｌ

ｐｒ ｉｎｔｅｄｃｏｒｋｓｃｒｅｗ
；（ Ｆ ， Ｇ）ＳＰＰＷｆｏｒｍｅｄｍ ｉｃｒｏ ｌａ ｔｔ ｉｃｅｓ

；（ Ｈ ）Ｈ ｏｎｅｙｃｏｍｂ

２ ０ １ ６ 年 ，美 国 ＨＲＬＬａｂｏ ｒａｔｏ ｒ ｉｅ ｓ 的 Ｓｃｈａｅｄ ｌｅｒ 等人
［ ７ ３ ］

在 Ｓｃ ｉｅｎｃｅ 杂志上发表了她们在前驱体转

化陶瓷光 固化成型制备方面的研究工作 ，该团 队采用可光 固化 的硅氧烷为前驱体原料 ，通过 ＳＬＡ 技

术成型 了前驱体坯体 ，经 ｌ 〇 〇 〇

°

Ｃ髙温裂解后获得 了Ｓ ｉＯＣ 陶瓷材料及其制 品 ，并验证了Ｓ ｉＯＣ 陶瓷材

料及其多孔结构 良好的耐热部件应用前景 （如 图 ２ ５ 所示 ） 。 在这之后 ， 采用 ＳＬＡ 技术制备 Ｓ ｉＯＣ 或

Ｓ ｉＣＮ 等与 Ｓ ｉＣ 相关的 系列前驱体转化陶瓷研究变得火热 ， 高分子前驱体独特的分子结构可光 固化基
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图 ２ ５ 敏 驱体 转 北 Ｓ ｉＯＧ 陶 资 材料 ＳＬＡ 成 型
［？３

： （Ａ＞ｉｒ 光 固 化 前 躯体 ；

０３ ） ＳＬＡ 成 型过 程 ； （Ｃ） 前驱 体坯体 ； （Ｄ ）前 驱体转 ｆｔ ＳｉＯＣ 陶 瓷 ； 
ｔＥ ）

ＳＬＡ 制 备 ＳｉＯＣ

螺 丝雄 结 构 ； （Ｆ ，
Ｇ） ＳＬＡ 制 备 Ｓ ｉＯＣ 徽 点 阵结构 ； ＜ Ｈ ） ＳＬＡ 制 备 Ｓ ｉＯＣ 蜂窝结 构

Ｆ ｉｇｕｒｅ２ ５ＳＬＡｏ ｆｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒ ｄｅ ｒ ｉｖ ｅｄＳ ｉＱＣｃｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓ
？

 ：（Ａ ）ＵＹ－

ｃｕ ｒａｂ ｌ ｅ
ｐ ｒｅ ｃｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ

ｍ ｏｎｏｍ ｅ ｒ ｓａｒｅｍ ｉｘ ｅｄｗ ｉ ｔｈｐｈｏ ｔｏ ｉｎ ｉ ｔ ｉ ａ ｔ ｏ ｒ
；（ Ｂ ）Ｔｈｅｒｅｓｊ

ｎ ｉ ｓｅｘｐｏ ｓ ｅｄｗ ｉ ｔｈＵＶ ｌ ｉｇｈ ｔ ｉｎａＳＬＡ３Ｄ

ｐｒ ｉｎｔｅｒｏｒｔｈｒｏｕｇｈａｐａ ｔ ｔｅ ｒｎｅｄｒａａ ｓｋ
；（ Ｃ ）Ａ

ｐ ｒｅｅ ｅｒａｍ ｉ ｃｐｏ ｌｙｍ ｅｒ
ｐ ａｒ ｔ ｉ ｓｏｂｔ ａ ｉｎｅｄ

；

Ｃ Ｄ）Ｐｙ ｒｏ ｌｙ ｓ ｉｓｃｏｎｖｅ ｒ ｔｓｔｈ ｅ
ｐｏ ｌｙｍ ｅｆ ｉｎ ｔ ｏａｃｅ ｒａｍ ｉ ｃ

；（ Ｅ ）ＳＬＡ３Ｄ

图 ２ ６ 前 梁体 转 化 ＳｉＣ 陶 瓷 衬料 ＳＬＡ 成 型 ： （ ａ ＞ 富 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材料
？

；

（ ｂ） Ｓ ｉＣＮ 陶 ｆ 材料妒
］

； （ ｃ ） Ｓ ｉＣ 陶资 材 料
？

Ｆ ｉｇｕ ｒｅ２ ６ＳＬＡｏｆｐｏ ｌｙｍ ｅｒ ｄｅ ｒ ｉｖｅｄＳ ｉＯＣｃｅｒａｍ ｉ ｃ ｓ ；（ ａ ）ＳＩＣｒ ｉｃｈｃｅ ｒａｍ ｉ ｃ
Ｃ
７ ４

］

；

（ ｂ）ＳｉＣＮｃｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ
ｐ °

］

｜（ ｃ ）ＳｉＣｅｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ
［ｗ ］

团 修饰 、较低温转化成为 陶瓷材料等优势 ， 使得其成为光 固化成型 陶瓷材料的重要材料途径之一 。 瑞

士Ｚｕｒ ｉ ｃｈＵｎ ｉｖｅ
：

ｒ ｓ ｉ

＇

ｔｙｏ ｆＡｐ ｐ ｌ ｉｅｄＳｃ ｉ ｅｎｃ ｅｓ的Ｈ ａｚａｎ
等人

［ ７ ４ ］

将燦丙基氢化聚碳織焼 〈ＡＨ Ｐ ＣＪＳ ） 与 多官

能 团丙烯酸树脂混合得到可光 固化 的前驱体 树脂浆料体系 ， 采用 ＳＬＡ 技术及 １ ２ ０ ０  １ ３ ０ ０

°

Ｃ 高温裂
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２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２
？２ １？

解后获得 了 髙精度 、 复杂形 状 的 富 Ｓ ｉＣ 的 陶 瓷材 料及其制 品 （如 图 ２ ６ ａ 所？ ） ｓ 瑞士Ｌａｂ ｏ ｒａ ｔｏｒ ｙｆｏ ｒ

ＥＥ ｉｇｈＰｅ ｒ ｆｏ ｒｒ
ｒｍｎｃｅＣｅｒａｍ ｉｃｓ 的 Ｌ ｉ ｇｏｎ 等人

［ ７ ５ ３

则采用桂氮烧前驱体为原料 ，使用 ＳＬＡ 我术成型 了前

驱体坯体 ， 经 ｌ 〇 〇 （ＴＣ 高温裂解后获得 了 高精度 、复 杂形状的 Ｓ ｉＣＮ 系 列 陶 瓷材料及其制 品 （如 图 ２ ６ ｂ

所示 ） ，且获得 的 Ｓ ｉＣＮ 陶瓷材料三点 弯 曲 强度达到 ８ ９ ０ＭＰ ａ
，
ＨＶ ｌ ．０ 硬度达到 １ ５ ５ ０ 。 中科院宁 波材

料所 的裴学 良等人 则针对适用于 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料光 固 化成型 的 髙分子前驱体材料 ， 将液态超支化聚

碳硅烷 （ ＬＨＢＰＣＳ ） 进行 ［
Ｓ ｉＨ

２
ＣＨ

２ ］ ｎ 丙烯酸酯官能 团修饰 ，合成 了 高光活性与高 陶瓷产率 的 新型前驱

体材料 ， 并验证采用 ＳＬＡ 成型 、 １ ０ ０ ０

°

Ｃ 高温裂解制备 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其制 品 （如 图 ２ ６ ｃ 所沄 ＞ ３

由 于 ＤＬＰ 技术相较 ＳＬＡ 技术而言 ，成型精度更高 、成型速度更快 、所需材料更少 ， Ｈ此近 １  ２ 年开

始在 ＳｉＣ 陶瓷材料光 固化成型研究 中成为热点 。 德国 ＴｅｃｈｎｉｓｃｈｅＵｎ ｉｖｅｒｓ ｉ ｔａ ｔＢｅｒｌ ｉｎ 的 Ｗａｎｇ 等人
？
采用

高 Ｓ ｉ 含量 、高 陶瓷产率的热 固性前驱体材料为原料 ，借助硫醇点击化学方法对前驱体髙分子进行修饰 ，

通过 ＤＬＰ 光 固化成型技术得到 了高精度 、复杂形状的前驱体坯体 ， 经 １ １ ０ ０

°

Ｃ高温裂解后获得了ＳＯＣ 陶

瓷材料及其制 品 （如 图 ２ ７ ａ 所示夂 意大利 Ｕｎ ｉｖｅｒｓｉｔｙ
ｏｆＰａｄｏｖａ 的 Ｃｏ ｌｏｍｂｏ 等人 创新性将宏 观三维

ＤＬＰ （ ３Ｄｒｎａｃｒｏ ｓｔｅｒｅｏｌ ｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ
ＤＬＰ）

－

％双光子光 固化成型 （ ｔｗｏ ｐｈｏｔｏｎ ｌ ｉｔｈｏｇｒａｐ
ｈ
ｙ ，２ＰＬ） 相结合 ， 首次

报道了前驱体转化 Ｓ ｉＯＣ 陶瓷材料及其微观与介观结构 （如 图 ２ ７ ｂ 所示 ） 。

图 ２ ７ 前驱体转 化 ＳｉＯＣ 陶 瓷就枓 ＤＬＰ 成 型 ：

（ ａ） Ｓｉ〇Ｃ 多 孔 结 构
［ ７ ７

］

； （ ｂ ） Ｓ ｉＱＣ 微观 与 介姚结 构
＿

Ｆ ｉｇｕ ｒ ｅ２ ７ＤＬＰｏｆｐｏ ｌｙｍ ｅｒ
－

ｄｅ ｒ ｉｖｅｄＳｉ ｔ）Ｃｃｅ ｒａｍ ｉｃｓ ；（ ａ ）ｐｏ ｒｏ ｕ ｓＳ ｉＯＧ

ｓ ｔ ｒｕｃ ｔｕ ｒ？
？ ７ ］

 ；（ ｂ ）ｍ ｉ ｃｒｏｎａｎｄｍ ｅｓｏ ｓｃａ ｒｅ Ｓ ｉＯＧｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔｕｒ ｅｓ
＇ ８ ^

然而 ，虽然高分子前驱体十分有利于光 固化成型增材制造 ， 但是一般前驱体转化生成 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷

材料基本面临致密度不足 、力 学性能较差等缺点 ， 且 高分子前驱体材料 大 多成本髙 昂 、价 格 昂 贵 ， 因

此 ，如何直接采用 Ｓ ｉＣ 陶瓷粉体制备可光 固化 的 陶 瓷浆料 ， 并最终实现其光 固化成型増材制造成为现

阶段备受关注 的重点研究课题 。 北京理工大学何汝杰等在采用 Ｓ ｉＣ 陶 瓷粉体制 备可光 固 化 的 髙 固含
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Ｐｌｓｏｔｏｓｅｎｓｉｆｋｅ ｅｅｔｓ ｓｓ ｉｃ ｓｌｕｉｒｙ

量、低粘度 、 稳定分散 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷浆料 ， 及 ＤＬＰ 成型制备高精度 、复杂形状 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料并实现其致密

化 、 强韧化领域做 了大量开创性工作 。

首先 ， 高 固含量 、 低粘度 、 稳 定分散 的 Ｓ ｉＣ 光 固

化浆料是实现其光 固化增材制造 的第一步 。 北 京理

工大学何汝杰系统研究 了Ｓ ｉＣ 陶 瓷浆料 的光 固 化原

理 ， 揭示 了粉体粒径 、 形貌及 吸光度等对 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 浆

料光 固化行为 的影 响规律与机制 （如 图 ２ ８ 所运） ；

并详细研究了 光敏树脂单体 、分散剂 、颗粒尺寸 与粒

径级配 、球磨等工艺参数对 Ｓ ｉＣ
—

树脂浆料分散行为

与流变行为 的影 响规律 ，最终建立 了 高 固 化量 ，低粘

度 、稳定分散 的光 固 化 Ｓ ｉＣ 树脂浆料分散方法 。

获得 了 高性能 Ｓ ｉＣ 光 固 化浆料 ， 如何实 现光 固 化增

材制造及 陶 瓷材料 的 致 密化 是极 为 重 要 的 关键环

节 。 在获得 ＳＣ 光 固 化浆料 的 基础 上 ， 何汝杰等采

用 Ｄ ＬＰ 成型技术 ， 实现 了高精度 、复杂形状 Ｓ ｉＣ 陶瓷

生坯材料 的制备 （如 图 ２ ９ 所示 随后 ， 该 团 队探

索 了前驱体浸渍裂解工艺 （ Ｐ ＩＰ ）在 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 的烧结与致 密化 中 的应用 可 能 （制 备过程如 图 ３ ０ 所

示 ） 。 经过 ＤＬＰ 与 Ｐ ＩＰ 处理后 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料相对致密度可 以达到 ８ ４ ．８ ％ ， 三点 弯 曲 强度达到 ２ ０ ４ ．

６ＭＰａ ，展现 出 了 良好 的应用前景 （如轻量化 Ｓ ｉＣ 空间 反射镜等 ， 如 图 訂 所示 ）
［ ｅ ２

］

。

图 ２ ８ＳｉＣ 陶瓷浆 料光 固 化机制＿ ；

Ｆ ｉｇｕ ｒｅ２ ８Ｓｃｈ ｅｍ ａｔ ｉ ｃｄｒ ａｗ ｉｎｇ
ｏ ｆｔｈｅ

ｓ ｔ ｅ ｒｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇ ｒａｐｈｙｍｅ ｃｈａｎｉ ｓｍｏ ｆＳｉＣｓ ｌｕ ｒｒｙ
＾

＇＾
^

围 ２ ９ＤＬＰ 成 型 制 备等 Ｓ ｉｄ 陶瓷 生 坯？
］

Ｆｉｇｕｒｅ２ ９Ｓ ｉＣｇ ｒ ｅ ｅｎｂｏｄｉ ｅｓｂ ｙＤＬＰ
？ａ

由 上可知 ， 光 固化成型制备的 Ｓ ｉＣ 、 Ｓ ｉＯＣ 等陶瓷材料及其制 品具有高精度 、高表面光洁度及 高性

能 的优点 ， 因 此在复杂形状 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料增材制造领域具有广 阔 的应用前景 ， 近年来受到 了越来越多

的研究关注 。 然而 ，需要指 出 的是 ， 目 前大部分的 光 固化成型仍较多集 中于前驱体转化 ＳｉＣ 、
ＳｉＯＣ 陶

瓷材料的研究 ， 通常面临致密度较低 、强度较差的缺点 ， 采用 Ｓ ｉＣ 粉体制备光 固化 陶 瓷浆料 、进而使用

光 固化成型制备 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其制 品 的研究 尚 不多见 ， 目 前仅有北京理工大学何汝杰 团 队在集中

研究 ，并取得 了一定 的研究成果 ，然而关于高吸光度 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷浆料的光 固化机理仍有待进一步深人

挖掘 。 此外 ， 采用光 固 化 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 浆料光 固 化成型 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及其制 品 ， 目 前致 密化程度仍较低

（通常相对致密度 ９ ０ ％ 以下 ）
、 力 学性能较差 （通常弯 曲 强 度 ２ ０ ０ＭＰａ 左右 ） ， 急需．

发展光 固 化成型 的
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２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２
？２ ３ ？

Ｐ ｒｅｃｕ ｒｓｏ ｒ ｍ ｆ ｉ ｉｔｒａｌ ｉｏｎａｎｄ
ｐｙｒｏ ｌ

ｙｓ ｉｓ （
Ｐ ｆＰ

）

图 ３〇ＳｉＣ陶 瓷 材料 ＤＬＰ 成 型 与 Ｐ ＩＰ 处 理 

＇

食程
１＊

Ｆ ｉｇ
ｕ ｒ ｅ３ ０Ｆａｂ ｒ ｉｃａｔ ｉｏｎｆ ｌｏｗｃｈａ ｒ ｔｏ ｆＳ ｉＣｃ ｅｒａｍ ｉ ｃｂｙ

ＤＬＰａｎｄｐｉｐ
［ ８ａ

图 ３ １ＤＬＰ 成 型 与 ＰＩＰ 处 理 制 备 的 轻 量 化 Ｓ ｉＧ ｇ 柯 反 射 镜
＿

Ｆ ｉｇｕｒｅ  ３ １Ｌ ｉｇｈ ｔｗ ｅ ｉｇｈ ｔＳ ｉＣｃｅｒ ａｍ ｉ ｃｏｐ ｔ ｉ ｃ ａ ｌｍ ｉ ｒｒｏｒｂｙ
ＤＬＰａｎｄＰ ｉｐ

ｔ ８２ ］

ＳＣ 陶 瓷材料 的致密化与强韧化方法 ， 揭示致密化机理与强韧化机制 ， 这也是未来 ＳＣ 陶瓷材料光固

化成型需要重点关注 的研究热点方 向 ，详细 内 容将在本文第 ３ 部分展开讨论 。

（ ２ ）墨水直写成型

墨水直写 ：成型技术 ＣＤｉ ｒｅ ｃｔＩｎｋＷ ｒ ｉ ｔ ｉ ｎｇ ， Ｄ ＩＷ ）与 Ｒｏ ｂｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉｎ
ｇ 或 ＥＦＦ 类似 ， 逋过将 陶 瓷粉体与溶

剂 、粘结剂混合成浆料 ， 通过喷头挤 出 或注射 出 ， 成 型 出 所需 的 陶瓷坯体 ， 再经高温脱脂排胶 、烧结后

得到所需的 陶 瓷材料及其制 品 （如 图 ８ ｇ 所示 Ｄ ＩＷ 与 Ｒ 〇ｂ 〇 Ｃａ ｓｔｉ ｎｇ 、
ＥＦＦ 不 同之处在于 ， Ｄ ＩＷ —般

采用粘度较低具有较好流动性 的 陶瓷浆料 ，

一般而言其 固含量 比 Ｒ〇ｂ 〇 Ｃａ Ｓ ｔ ｉｎｇ 、
ＥＦＦ 低很多 ，采用 的是

固含量较低 、 粘度较低 的 陶瓷浆料 ，或称为 陶瓷墨水 （ ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｉ ｎｋ ） 。

２ ０ １ Ｓ 年 ，美 国 Ｃｏ ｒ ｎ ｅ ｌｌＵｎ ｉ ｖｅ ｒｓ ｉ ｔ ｙ 的 Ｓｈｅｐｈｅ ｒｄ 等人
＿
就尝试了 采爾 Ｄ ＩＷ 技术制备 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料

及其制 品应用于光学构件 。 该 团 队采用 Ｓ ｉＣ 陶瓷粉体为原料 ， 系统研究 了Ｓ ｉＣ 陶 瓷 墨水 的组成 、粘度

及流变特性的影 响 因 素 ，获得 了低粘度 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷墨水 ， 随后采用 Ｄ ＩＷ 成型 了Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料生坯 ， 经
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高温脱脂排胶与 １ ８ ０ ０

°

Ｃ 液相烧结后获得 了典型 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及其风扇 、 喷嘴 等制 品 ， 如 图 ３ ２ ａ 所示 。

此外 ， 很多研究者还将 陶瓷前驱体应用于 Ｓ ｉＣ 陶瓷 的 Ｄ ＩＷ 成型制备 。 中南大学张斗等 采用分子量

１ ５ ０ ０ ｇ／ｍ ｏ ｌ 的聚碳硅烷 （ ＰＣＳ ） 陶 瓷前驱体与正 己 烷配置成 ６ ０  ９ ０ｗ ｔ ．％ 的 ＰＣＳ 陶瓷前驱体墨水 ，探索

了 喷头直径 、
ＰＣＳ 含量对墨水可写性 的影 响规律 （如 图 ３ ２ ｂ 所示 ） 。 随后采用 Ｄ ＩＷ 成型技术 制备了未

经 固化 的 ＰＣＳ 前驱体生坯 ， 经干燥 、
２ ０ ０

°

Ｃ 氧化交联 固化后得到 固 化 的 ＰＣＳ 前驱体坯体 ， 经过 １ ４ ０ ０
°

Ｃ

高温裂解后获得 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其制 品 ， 如 图 ３ ２ ｃ 所示 《

图 ３２Ｓ ｉＣ： 陶 瓷 材料 的 ＭＷ 增 秸 制 ：造 ： （ ａ ） Ｓ ｉＣ 陶 瓷 ＤＩＷ ［
８ ３

］

；

（ ｂ ） 陶 瓷 墨 水 可 写 性 研 究＾Ｊ ｃ ） 前躯 体 转 ｆｔ
Ｓ ｉＣ 陶 瓷 ＤｌＷｔ

Ｓ４
］

Ｆ ｉｇｕ ｒｅ ３ ２Ｄ ＩＷｏｆＳ ｉＣｃｅ ｒａｍ ｉｅ ：（ ａ ）Ｄ ＩＷｏ ｆＳ ｉＣｃ ｆｉｒａｍ ｉｃ
［
Ｓ ３

］

；

（ ｂ ）ｐｒ ｉｎ ｔ ａｂ ｉ ｌ ｉ ｔｙ
ｏ ｆｃｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｉｎｋ

Ｃ
Ｋ？

 ；（ ｃ 
＞Ｄ ＩＷｏ ｆｐｏ ｌｙｍ ｅｒｄ ｅ ｒ ｉｙｅｄＳ ｉＣｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ

Ｃ
Ｓ ４

］

一般情况下 ， 上述研究制备的 ＳｉＣ 陶 瓷材料一般力 学性能都较低 ， 针对此 问题 ， 众多研究工作者

将晶须 、纳米线 、短切纤维等增强第２相用 于 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的 Ｄ ＩＷ 成型制备 中 ， 从而实现 Ｓ ｉＣ 陶瓷材

料 的强韧化 。 中 南大学张斗等人ｆｔ ５
］

还将 ＰＣＳ 陶瓷前驱体与正 己 烷 、 Ｓ ｉＣ 晶须混合制备成 陶 瓷前驱体

墨水 ， 采用 Ｄ ＩＷ
、 干燥 、

２ ０ ＣＴＣ 氧化交联 固化制备 了Ｓ ｉＣｗ ／ＰＣＳ 陶瓷前驱体生旌 ，采用 １ ２ ０ ０

°

Ｃ 高温裂解

后获得 了Ｓ ｉＣｗ／ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其制 品 （如 图 ３ ３ ａ 所示 ） ， 制 备 的 Ｓ ｉＣｗ／ Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料弯 曲 强度达到

３ ３ ．２ＭＰａ
， 压缩强 度 达 到 ３ ０ ．６ＭＰａ ， 远 高 于

一般 的 前 驱 体转 化 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料 。 同 时 ， 他 们 还采用

ＣＨ
３
ＳｉＣ ｌ

３ （ＭＴＳ ）为 Ｓ ｉ 源 ， 通过化学气相浸渍 （ ＣＶ Ｉ ） 工艺制备获得 了Ｓ ｉＣｗ ／ＳｉＣ 陶 瓷材料及其制 品 （如

图 ３ ３ ｂ 所示 ） ，制备 的 Ｓ ｉＣｗ ／Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的拉伸 强度最高可达 ４ ７ ．３ＭＰａ
°？

。

以 上 Ｄ ＩＷ 成型研究基本基于前驱体转化 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ， 近年基于 Ｓ ｉＣ 颗粒的 Ｄ ＩＷ 成型研究多有

报道 。 中 科 院上海硅酸盐研究所董绍 明 等 ［
８ ７ ］

制 备 了 高 强度定 向 排布 的 Ｓ ｉＣ 纳 米线 （ Ｓ ｉＣＮＷ ）增 强 的



第 １ ２ 期 《 现代 技术 陶 瓷 １Ａ ｄｖａｎｃ ｅ ｄＣｅ ｒａｍ ｉ ｃｓ
，
２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２
？２ ５？

图 ３ ３ 第 二 相 增 强 ＳｉＣ 陶 瓷 材料 的 Ｄ ＩＷ 增翁 制 造 ： Ｃａ＞ Ｓ ｉＧｗ／ＳｉＣ 陶 资
Ｂ ５

］

；

（ ｂ）Ｓ ｉＣｗ／ Ｓ ｉＣ
陶 瓷

［
Ｓ ６

］

； 
（ ｃ ） ＳＬＣＮＷ／§ ｉＣ

陶 资
［
８ ７

］

ｆ （ ｄ ） Ｃｆ／ＳｉＣ
＊＊

：

＃  売
”

陶 瓷 制 备

流 释
［
８ ８１

０ ｅ）Ｃｆ／Ｓ ｉＣ
“

核 悫
”

陶 资 制 备秦程
〇 ９

］

； 
（ ｆ ） Ｇｆ／Ｓ ｉＣ

“

ｉ 

—

壳
， ，

陶 瓷
［
８ ９

］

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ３３Ｄ ＩＷｏｆｓ ｅ：ｃ〇ｎｄｐｈａｓ ｅ ｒ ｅ ｉｎｆｏｒｃｅｄＳ ｉＣｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ
：（ ａ ）Ｓ ｉＣｗ／ＳｉＣ ｃ ｅｍｍ ｉ ｃ

？ｗ
 ；（ ｂ ）

ｃｆｉｒａｍ ｉ ｃｆ
＾

 ；（ ｃ ）Ｓ ｉＣＮＷ／ Ｓ ｉＣｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ
？＾

 ；（ ｄ ）ｆａｂ ｒ ｉ ｃ ａｔ ｉｏｎｆ ｌｏｗｃｈａｒ ｔｏ ｆＣｆ／ Ｓ ｉＣｃｃ ｉ ｒｅｒｓｈｅ ｌ ｌｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ
＾

 ；

（ ｅ ）ｆａｂｒ ｉｃａ ｔ ｉｏｎｆ ｌｏｗｃｈａ ｒ ｔｏ ｆＣｆ／ＳｉＣｃｏ ｒ ｅ ｓｈ ｅ ｌ ｌｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ
？９＾

 ； Ｃ￡）Ｃｆ／ Ｓ ｉＣｃｏ ｒ ｅ
－

ｓｈ ｅ ｌ ｌｃ ｅｒａｍ ｉ ｃ
［
８ ９

］

Ｓ ｉＣ ？ 多孔 陶瓷材料及其制品 。 该 团 队首 先采用 Ｄ ＩＷ 成型技术 制备 ＳＣＮＷ 的 多孔骨架 ， 然后通过化

学气相浸渍 （ ＣＶ Ｉ ）工艺在 Ｓ ｉＣＮＷ 多 孔骨架 中 制 备 Ｓ ｉＣ 陶 瓷基体 ， 最终获得 ＳＣＮＷ／Ｓ ｉＣ 多 孔 陶 瓷材

料及其制 品 （如 图 ３ ３ ｃ 所示 ） ， 制备的 Ｓ ｉＣＮＷ／Ｓ ｉＣ 多孔 陶 瓷材料孔 隙率 ４ １ ．３ ％ ， 孔径 ４ ０ ０
＾

１１１ 时 ， 压缩

强度仍高达 ３ ９ ０ＭＰ ａ
。 西 安 交通大学李 涤尘等人 使用 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 粉 体 、 短切碳纤 维分别与 ＰＥＧ

、

ＴＭＡＨ 与水等配置成 Ｓ ｉＣ 陶瓷墨水与短切碳纤维墨水 ， 采用 Ｄ ＩＷ 成型技术通过 同轴 喷头 同 时 喷 出

Ｓ ｉＣ 陶瓷墨水与短切碳纤维＆水 ， 制备 了短切碳纤维为
“

核＇ Ｓ ｉＣ 陶 瓷 为
“

壳
”

等 Ｃ ｆ／Ｓ ｉＣ
“

核 壳
”

结构

陶瓷材料坯体 ， 经前驱体浸渍裂解 （ Ｐ ＩＰ ）工艺处理后获得 £ ￡／？ （＾核 壳
”

结构 陶瓷材料及其制 品 （制

备流程如 图 ３ ３ ｄ 所示 ） ， 制备的 Ｃｆ／ Ｓ ｉＣ
“

核
一

壳
”

结构 陶瓷材料孔 隙率 ３ ０ ．９ 

—

３ ４．８ ％ ，弯 曲 强度达 ．８ ４ 

—

１ ２ ３ＭＰａ ， 断裂韧性 １ ．４ ６ 
２ ．７ １ＭＰａｍ

１ ／ ２

。 此外 ，该 团 队还将针对 Ｄ ＩＷ 制 备 的 Ｃｆ／Ｓ ｉＣ
“

核 壳 结构

陶瓷坯体 ，通过化学气相浸 渍 （ ＣＶＩ ） 工艺在短切碳纤维表 面制 备 Ｓ ｉＣ 界 面层 ， 随后采用 液态硅熔渗

（ ＬＳ Ｉ ）工艺制备获得 了Ｃ ￡／ Ｓ ｉＣ
“

核
一

壳
”

结构 陶 瓷材料 （ 制 备流程如 图 ３ ３ ｅ 所示 ， 制 品 如 图 ３ ３ ｆ 所示 ） ，

弯 曲 强度提高到 ２ ７ ４ＭＰ ａ ， 断裂韧性提升到 ５ ．８ ２ＭＰ ａ
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由 上可知 ， 墨水直写成型 与 Ｒ ｏｂ ｏ ｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ 或 ＥＦＦ 类 似 ， 具有设备要求低 、 操作方便 、 成本低 等优

点 ，在 ＳＣ 陶瓷材料及相关其他材料 的增材制造领域具有广 阔 的应用前景 。 然 而 ，

一般情况下 ， 墨水

直写成型设备简易 、 控制精度低 ， 导致墨水直写成形工艺 的 制造精度较低 ， 精 细复杂结构 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷

材料及其制 品 的制备存在较大 困难 ， 如何发展高精度 的 墨水直写成型装备及其相关工艺是未来 墨水

直写成型 的重要发展方 向 。

综上所述 ，
Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的直接增材制造技术类别很多 ， 各有优缺点 。 表 １ 重点从成型精度 与工

艺特点等角度将前文所述的 ＳＣ 陶瓷材料 的 各种直接增材制 造技术进行对 比 。 通常情况下 ， 激光选

区烧结成型 、激光选 区熔化成型与激光粉末床熔化制备 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及其制 品 的 工艺精度 为

ｍｍ 级别 ，然而 由 于 Ｓ ｉＣ 熔点较高 ， 较难熔化或烧结 ， 因此一般需在 Ｓ ｉＣ 陶瓷颗粒表面包裹低熔点 物 ；

且制备过程较大 的温度梯度易导致材料 内 部存在较大热应力 ， 制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料致密度 与强 度都

较低 ，极易产生较多缺 陷与裂纹 。 粘接剂 喷射成型 、 三维打印 制备 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及其制 品 的精度较

差 ，

一般仅为 ｍｍ 级别 ，且界面 明 显 、 强度较低 。 熔融沉积成型与叠层制造成型制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料

及其制 品 的 工艺精度较差 ， 仅为 ｍｍ 级别 ， 且一般需要先将 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料制备成线材或带材 ， 增加 了

工艺复杂性与材料缺 陷 。 挤 出成型与 Ｒ ｏｂ ｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉｎｇ 工艺制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其构件 的工艺精度为

ｐ
ｍ ｍｍ 级别 ，材料 内部界面 明显 ， 强度较低 。 墨水直写成型制备 的 ＆Ｃ 陶 瓷材料及其制 品 的工艺精

度为 ｙ
ｍ ｍｍ 级别 ， 制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料致密度与强度都较低 。 光 固化成型工艺制备的 ＳＣ 陶瓷材料

及其构件具有较高 的工艺精度 ， 可 以 达到 ｎｍ
Ｍ
ｍ 级别 ， 且制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料具有较高 的致密度与

力学强度 ， 因此逐渐受到 了越来越多 的 国 内外学者 的广泛关注 。

表 １Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料各 种 增 材 制 造 技 术 对 比

Ｔ ａｂ ｌ ｅ１Ｃｏｍｐ ａ ｒ ｉ ｓ ｏ ｎｏ ｆｖａ ｒ ｉｏ ｕｓａｄｄ ｉ ｔ ｉｖ ｅｍ ａｎ ｕｆ ａ ｃ ｔ ｕ ｒ ｉ ｎｇｔｅ ｃｈｎｏ ｌｏ ｇ ｉ ｅ ｓｆｏ ｒＳ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ

原料状态 增材制造工艺 成型精度 工艺特点

激光选 区烧结成型 ， ＳＬＳ Ｕ ｉｎ ｍｍ

一般低熔点 陶 瓷 （ 或 包裹 低 熔 点 物 ） ， 大 温度 梯 度 ，

热应力 、 缺 陷 、低致密度
激光选 区熔化成型 ， ＳＬＭ

（

Ｌ ｉｍ ｍｍ

粉体 激光粉末床熔化成 型 ， ＬＰＢＤ
（

Ｌ ｉｍ ｍｍ

粘接剂 喷射成型 ，
ＢＪ Ｕ ｉｎ ｍｍ

工艺简单 ， 界面 问题 ， 低精度 、 低致密度 、低强度
三维 打 印 ， ３ＤＰ

ｊ

Ｌ ｉｍ ｍｍ

线材 ／带材
熔融沉积成型 ， ＦＤＭ ｍｍ

工艺 复杂 ， 界 面 问题 ， 低精度 、低致密度 、低强度

叠层制造成型 ，
ＬＯＭ ｍｍ

膏料

Ｒ ｏ ｂｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉ ｎｇ 成型
ｊ

Ｌ ｉｍ ｍｍ

工艺 简单 ， 界 面 问题 ， 低精度 、低致密度 、低强度
挤 出 成型 ， ＥＦＦ

（

Ｌ ｉｍ ｍｍ

浆料 ／墨水

墨水 直写成型 ， Ｄ ＩＷ ｕｍ ｍｍ 工艺 简单 ， 界 面 问题 ， 低精度 、低致密度 、低强度

光 固 化成型 ， ＳＬ ｎｍ
ｊ

ｕｍ 高精度 ， 高致密度 、 强度

３ 挑 战 与 机遇

基于前文对 当前 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料增材制造及其技术优缺点 的总结 ，
Ｓ ｉＣ 陶瓷材料增材制造与应用存

在 以 下挑战 与机遇 ：

３ ． １ 増材制造 Ｓ ｉＣ 陶瓷 的致密化 与强韧化

当前 ，无论采用何种增材制造工艺 ， 制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料都面临一定 的致密度 与 强度 问题 。 表 ２

列举对 比 了不 同增材制造工艺制备的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料及其相关材料 的相对致密度 、 弯 曲 强度 、模量等关

键性能参数 。 由 表 ２ 可 以看 出无论何种增材制造工艺 ， 所获得 的 ＳＣ 陶瓷材料 的致密度一般都很难
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，

２ ０ ２ １
，４ ２（ １ ２ ） ：１ ４ ２ ？２ ７ ？

完全致密 ，甚至大多低于 ９ ０ ％ 的相对致密度 ，且所获得 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的强度一般都较低 ， 弯 曲 强度较

难超过 ３ ５ ０ＭＰａ
， 大多低于 ２ ５ ０ＭＰ ａ 。

表 ２ 不 同 增 材 制 造 工 艺 制 备 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 材 料 相 对 致 密 度 与 强 度 对 比

Ｔ ａｂ ｌ ｅ２Ｃｏｍｐ ａ ｒ ｉ ｓｏ ｎｏ ｆ  ｔ ｈ ｅｒ ｅ ｌ ａ ｔ ｉｖ ｅ ｄ ｅｎ ｓ ｉ ｔｙ
ａｎｄｓ ｔ ｒ ｅ ｎｇ ｔｈｏ ｆ Ｓ ｉＣｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓ ｆａ ｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｅｄｂ ｙ 

ｄ ｉ ｆ ｆ ｅ ｒ ｅｎ ｔａｄｄ ｉ ｔ ｉｖ ｅ ｍ ａｎｕ ｆ ａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ
ｔ ｅ ｃｈ ｎ ｉ ｑ ｕ ｅ ｓ

序 号 材料 涉及 的 ３Ｄ 打 印技术 工艺方法 相对致密度 ／ ％ 弯 曲 强度 ／ＭＰ ａ 模量 ／ＧＰａ 备注 参考文献

１ ＲＢ Ｓ ｉＣ ＳＬＳ

ＳＬＳ 制 备 预 制 体 ， 酚 醛

树脂浸溃反应烧结
１ ６ ２ ２ ８ ５

材料残 留

１ ６ ｖｏ ｌ ％ Ｓ ｉ

［ ４ ５ ］

２ ＲＢ Ｓ ｉＣ ＳＬＳ

ＳＬＳ 制 备 坯 体 ， Ｃ ＩＰ 处

理 ， 高温液相硅熔渗
３ ４ ８ 材 料残 留 Ｓ ｉ ［ ４ ３ ］

３ ＲＢ Ｓ ｉＣ ＳＬＳ

ＳＬＳ 制 备 坯 体 ， 高 温 液

相硅熔渗

？

３ ６ ０ 材料残 留 Ｓ ｉ ［ ９ ０ ］

４ Ｓ ｉＣ ＳＬＳ

ＳＬＳ 制 备 坯 体 ， 前 驱 体

浸 渍裂解
８ ０ ． ９ ２ ２ ０ ［ ４ ６ ］

５ Ｃ ｓ ｆ ／ Ｓ ｉＣ ｌ ＳＬＳ

ＳＬＳ 制 备 碳 纤 维 骨 架 ，

高温液相 硅熔渗
２ ３ ９

材料残 留

５ ｖｏ ｌ％ Ｓ ｉ

［ ４ ４ ］

６ ＲＢ Ｓ ｉＣ ＢＪ

ＢＪ 制备坯 体 ， 高温液 相

硅熔渗
７ ５ ８ ５ ３ ５ ８ ３ ８ ０

３

材料残 留 Ｓ ｉ ［ ５ ５ ］

７ ＲＢ Ｓ ｉＣ ＢＪ

ＢＪ 制备坯 体 ， 化 学气 相

浸 渗 ／化学气相沉积
８ ５ ８ ７

？

１ ３ ５
ｂ

［ ５ ３ ］

８ Ｓ ｉＣｗ／ Ｓ ｉＣ２ ＢＪ

ＢＪ 制备坯 体 ， 化 学气 相

浸 渗
８ ４ ２ ０ ０ ４ ５ ８ ［ ５ ２ ］

９ Ｓ ｉＣ ３ＤＰ

３ＤＰ 制 备 坯 体 ， 无 压

烧结
４ ５ ９ ． ７ ４

ｃ

制备 多孔

Ｓ ｉＣ

［ ５ ７ ］

１ ０ ＲＢ Ｓ ｉＣ ＬＯＭ

ＬＯＭ 制备坯 体 ， 高温液

相硅熔渗
３ １ ５

ｂ

材料残 留 Ｓ ｉ ［ ６ ２ ］

１ １ Ｓ ｉＣ Ｒｏ ｂ ｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉｎｇ

Ｒ ｏｂｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉｎｇ 制 备 述 体 ，

液 相 ＳＰ Ｓ 烧结
９ ７ ［ ６ ３ ］

１ ２ ＲＢ Ｓ ｉＣ Ｒｏ ｂ ｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉｎｇ

Ｒ ｏｂｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉｎｇ 制 备 述 体 ，

高温液 相硅熔渗
９ ８ ２ ２ ４

ｂ

３ ５ ６

材料残 留

２ ３ ｖｏ ｌ ？

／

〇 Ｓ ｉ

［ ６ ４ ］

１ ３ ＲＢ Ｓ ｉＣ ＥＦＦ

ＥＦＦ 制备 坯 体 ， 高 温 液

相硅熔渗
３ ０ ０ ［ ６ ８ ］

１ ４ Ｓ ｉＣ ＥＦＦ

ＥＦＦ 制 备 坯 体 ， ＳＰＳ 部

分烧结
１ ５ ４ ０ 多孔 Ｓ ｉＣ ［ ９ １ ］

１ ５ Ｓ ｉＣ ＳＬ

ＥＦＦ 制备 坯 体 ， 前 驱 体

浸 渍裂解
８ ２ ． ６ １ ８ ４ ． ２ ［ ８ １

，８ ２ ］

１ ６ Ｓ ｉＣｗ／ Ｓ ｉＣ
２ Ｄ ＩＷ

ＤＩＷ 制 备 前 驱 体 转 化

Ｓ ｉＣ ，化学气相浸渗
４ ７ ． ３

ｄ

［ ８ ６ ］

１ ７ Ｓ ｉＣｎｗ ／ Ｓ ｉＣ
３

Ｄ ＩＷ

ＤＩＷ 制 备 坯 体 ， 无 压

烧结
５ ８ ． ７ ３ ９ ０

ｃ

多孔材料 ［ ８ ７ ］

１ ８ Ｃ ｓ ｆ／ Ｓ ｉＣ
１

Ｄ ＩＷ

ＤＩＷ 制备坯体 ， 化 学 气

相 浸 渗 ， 高 温 液 相 Ｓ ｉ

熔渗

２ ７ ４ 材料残 留 Ｓ ｉ ［ ８ ９ ］

备注 ：

１

短切碳纤维 ，

２

Ｓ ｉＣ 晶须 ，

３

Ｓ ｉＣ 纳米线

ａ

Ｗ ｅ ｉｂ ｕ ｌ ｌ 强度 ，

ｂ

四点弯 曲 ／ 圆环弯 曲 ，

ｄ

拉伸强度 ，

。

压缩强度
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ｗ ｉｍ

醜
＃  ［

５ ５
１

ｃ
ｆ

０
）★ 洲

〇 Ｈ ３
ｊ

＃ （

６ ８
ｉ⑩剛 ★關

３ ２
？

〇
０

［

４ ５
）＃ ［

５ ３
ｊ

６０ ７０ ８０ ９０ １ 〇〇

相对致密度 （
％

＞

＃Ｓ １ＸＩ艺

鮝 财工艺

〇３ ！）？工艺

參 ＬＯＭ工艺

＃ＲｏｂｏｃａｓｔｍｇＸＥ

馨 ＥＦＦ工艺

＃ＳＬＸ艺

鲁 ＤｉＷ工艺

★ 传统制备工艺

图 ３ ４ 不 同 增 材 制 造 工 艺 制 备 的 ＳｉＣ 陶 瓷材料 相 对致 密 度 、 力 学 强 度 对 比 图

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ３ ４Ｃｏｍｐａｒ ｉｓｏｎｏ ｆｔｈｅｒ ｅｌａ ｔ ｉｖｅｄｅｎｓ ｉ ｔｙ ，ｍｅｃｈａｎｉ ｃａｌ
ｐｒｏｐｅｒｔ ｉ ｅｓｏ ｆＳ ｉＣ

ｃ ｅｒａｍ ｉｃｓｂｙ
ｄ ｉ ｆｆｅｒｅｎ ｔａｄｄｉ ｔ ｉｖｅｍａｎｕｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇｔ ｅｃｈｎｏｌｏｇ ｉ ｅ ｓ

当前针对增材制造的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料致密度较低的关键挑战 ，通常采用髙温液态硅熔渗 、前驱体浸

渍裂解 、化学气相沉积 、化学气相浸渗等致密化手段或反应烧结 、放 电等离子烧结 （ Ｓｐａｒｋｐ ｌａ ｓｍａｓ ｉｎ

ｔｅ ｒ ｉｎｇ ，ＳＰＳ ）
等先进烧结技术实现ＳＣ陶瓷材料的致密化 ， 如 图３ ５所示 。 针对增材制造 的Ｓ ｉＣ陶瓷

材料力学强度较差的关键挑战 ， 目前的强韧化策略主要有两个方面 ：

一方面 ，通过多种致密化策略 ，提

高增材制造 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料的相对致密度 ，进而进一步提髙增材制造 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料的力学强度 ； 另一方

面 ，通过在 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料基体 内添加第二相 ，如短切碳纤维 、短切 ＳｉＣ 纤维 、 Ｓ ｉＣ 晶须 、 Ｓ ｉＣ 纳米线 、碳纳

米管 、 石墨烯 、
ＭＸｅｎｅ 等二维或一维材料 （如 图 ３ ５ 所示 ） ， 提供增材制造的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料的力学性能

（包括力学强度 、断裂韧性 、 模量等 ） ，从而实现增材制造 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的强韧化 。 表 ２ 中 列 出 的研

究报道 ，就涵盖了增材制造 Ｓ ｉＣ 致密化与强韧化两个方面的尝试与研究成果 。 然而 ，值得注意的是 ，

目前采用 的这些致密化策略与强軔化策略 ，仍不足 以彻底解决增材制造 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料致密度与力学

强度不足的关键技术挑战 。 发展创新 的致密化与强韧化手段 ， 尤其是发展创新 的致密化理论与强韧

化机理 ，对于解决增材制造 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料致密性与力学强度关键技术挑战具有重要 的科学意义与应

用价值 。

根据表 ２ 中汇总的文献报道数据 ， 图 ３ ４ 所示为各种不 同增材制造工艺制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 的相

对致密度 、力学强度与传统工艺制备的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料的对 比 图 。

一般而言 ，
Ｓ ｉＣ 陶瓷材料多采用无压

烧结 、 反应烧结 、热压烧结等工艺制备 。 中 国科学院上海硅酸盐研究所张景贤等人
［？
采用凝胶注模方

法制备 Ｓ ｉＣ 陶瓷生坯 ， 经 ２２ ０ ０
°

Ｃ无压烧结后得到 的 ＳＣ 陶瓷材料致密度高达 ９ ＆％ ，
三点弯 曲 强度高达

５ ３ １ＭＰａ ａ 中科 院光 电技术研究所宋宁等人 采用 反应烧结制 备 了Ｓ ｉＣｗ／ Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ， 相对致密度

达到 ９０ ％

■

以上 ， 三点弯 曲 强度达到 ２ ９ ０ＭＰ ａ 。 清华大学采用 热压烧结方法制备 了 相对致密度 ９ ４
，
７％ 、

三点弯 曲 强度 ３ ７ ５ ，８ＭＰａ 的碳纳米管增强 的纳米 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料
［ ９ ４

］

。 日 本 Ｋｙｏ ｔｏＵｎ ｉｖ ｅ ｒ ｓ ｉ ｔｙ 的 Ｋ ｏｈｙ

ａｍａ 等人 ［？也采用热压烧结方法制备 了Ｓ ｉＣ 短切纤维增 强 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ， 获得 的材料相对致密度

９ ６ ．７ ％ ， 三点弯 曲 强度达到 ７ １ ０ＭＰａ 。 由 此可见 ， 相对于传统工艺制备 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料 ，增材制造获得

的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料无论从相对致密度方面 ， 还是从力学强度方面 ，都还有极大 的提升空 间 。
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原料峰 増材制造 Ｓ ｉＣ还体 Ｓ ｉＣ陶瓷

短切碳纤维 ， 短切 Ｓ ｉＣ纤维 、 Ｓ ｉ Ｃ

晶须 ． Ｓ ｉＣ纳来线 ， 碳纳米營 ． 石

墨烯 》 ＭＸｅ ｎ ｅ等二维或 ＾
＊￣

維材料

増材制造Ｓ ；Ｃ陶瓷材料的致密化与强韧化策駱

图 ３ ５ 增 材 制 造 ＳｉＣ 陶 瓷 材 料 的 致 密 祀 策 略

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ３ ５Ｄ ｅｎ ｓ ｉ ｆ ｉ ｃａ ｔ ｉｏｎａｐｐ ｒｏａ ｃｈ ｅ ｓｆｏ ｒａｄｄ ｉ ｔ ｉｖｅｍ ａｎｕｆａｃ ｔｕ ｒｅｄＳｉＣｅｅ ｒ ａｍ ｉｃｓ

３ ． ２ 增材制造缺陷定 量化表征与控制

由 于种种原 因 ， 如激光选 区烧结成型 过程 中 的 热应力 问题 、 挤 出成型过程 中 的 材料界面 问题 、 光

固 化增材成型过程中 的分散与浆料流变性问题等 ， 增材制造的 陶 瓷材 料 内 部通常存在大量的制造缺

陷 。 如何实现对增材制造 的 陶瓷材料 内部 的缺陷定量化表征 ，并进而分析缺 陷 产生机制 、发展相应缺

陷控制方法 ，成为陶瓷材料增材制造今后 的重要研究挑战与发展机遇 。

当前 ，增材制造 的金属材料 已经发展了多种 内 部制造缺陷表征方法 ， 其 中 采用 ＣＴ 无损检测方法

具＾
■

无损监测 、实体化建模 、方便快捷 观等优点 ，从而得到广泛应用 与推广 （如 图 ３ ６ ａ 所示 ） 。 例如 ，

上海大学
［ ９ ６ ］

就针对激光选区熔化 的 Ｔ ｉ
ｓ
Ａ ｌ

４
Ｖ ．金采用 Ｘ 射线 ＣＴ （ＸＣＴ ） 进行无损检测 （如 图 ３ ６ ｂ 所

示 ） ，定量化表征 了其 内 部存在 的制造缺陷特征与数量 ， 分析不 同 制造缺 陷 的产生原 因 与机理 ，从而优

化增材制造工艺 ，发展 了相应 的缺 陷控制方法 ， 如 图 图 ３ ７ 所示 。

ａ

３Ｄｓｐｅｃ ｉｍｅｎ

Ｓｅ ｒ ｉｅｓ ｏ ｆ
ｐｒｏｊ

ｅｃ ｔ ｉｏｎ

ｉｍ ａｇｅ
ｓ

图 ３ ６ （ ａ ） Ｘ：ＣＴ 无 损 检测 方 法 原 理 ； （ ｂ ） 增 材 制 造 样 件 的 ＸＣＴ 无 损检测 卜
］

Ｆｉｇｕｒｅ３ ６（ ａ ）Ｓｃｈｅｍａ ｔ ｉｃｏｆ ｉｎｄｕｓ ｔｒ ｉａ ｌＸ ｒａｙ
ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ ；（ ｂ ）ｍａ ｉｎｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ

ｏｆ３Ｄ ＣＴＸ－

ｒａｙ
ｃｏｍｐｕｔｅｄｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ

Ｃ ９ ６ ］

虽然 目前Ｅ 有较多学者将 ＣＴ 无损检测方法应用 到增材制造金属 材料 的 缺陷表征与缺 陷控制研

究中 ， 然而 ，在 陶 瓷材料増材制造领域 ， 目 前仍较少见到
／

ｕ ＣＴ 无损检测方法在增材制造 陶瓷材料 内 部

制造缺陷定量表征与缺 陷控制方法研究 ， 只 有少数学者采 用 ＣＴ 无损检测方法对增材制造 的 陶 瓷材

料 内 部制造缺陷开展 了袭征研弈 摩纳哥 Ｕｎｉ ｖｅ ｒ ｓ ｉ ｔｙＭｏｈａｍ ｅｄＶｄｅＲ ａｂ ａ ｔ 的 ＳａＳｄａｏ ｕ ｉ 等人与兹 国



？３０ ？ 何 汝 杰 等 ，
Ｓ ｉｃ 陶 瓷 材 料增 材 制 造研 究 进展 与 挑 战 第 ４ ２ 卷

图 ３ ７ 不 同 增材 制 造 材料 的 ＸＣＴ 无 损 检 测

Ｆ ｉｇ ｕ ｒｅ３ ７Ｘ ｒａｙ
ｔｏｍｏｇ ｒａｐｈｙ

ｉｍ ａｇ ｅ ｓｏ ｆｄ ｉ ｆ ｆｅｒｅｎｔａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖｅｍａｎｕ ｆａｃｔｕｒ ｅｄｒｎａ ｔ ｅｒ ｉ ａ ｌ ｓ
？？

Ｕｎ ｉ ｖ ｅ ｒ ｓ ｉ ｔｙｄ ｅＬｙｏｎ的Ａｄ ｒ ｉ ｅ ｉ＞等人 首先将一 ？种光 固化增材制造工艺 （Ｌ ｉ ｔｈｏ ｇ ｒａｐｈｙ ｂ ａｓ ｅｄＣｅｒａｍ ｉ ｃ

Ｍａｎｕ ｆａＣ ｔｕ ｒ ｉｎｇ ， ＬＣＭ ） 与无压烧结工艺结合 ， 制 备 了致密 的 ３Ｙ ＴＺＰ 氧化物 陶 瓷材料 ， 并在不 同方 向

上取样 ，采用 ＸＣＴ 扫描无损检测定量化表征 了 光 固 化增 材制造 的 ３Ｙ－ＴＺＰ 陶 瓷材料 内 部制 造缺 陷

（如 图 ３ ８ 所示 ） ，初步讨论了 内 部制造缺 陷对材料强度的影 响规律 ， 并尝试建立 了基于 ＸＣＴ 结果预测

强度与有效强度之间 的关联关系 （如 图 ３ ９ 所葙 ） 。 然而该研究仍十分初步 ，并未 系统揭示 内 部制造缺

陷 与材料性能 间 的 内 禀关系 ， 也未建立切实可行的 缺 陷控制方法 ， 尤其是 目前 尚 无针对增材制造 Ｓ ｉＣ

陶瓷材料 内部制造缺陷 的相关研究 。 因 此 ， 如何定量化表征增材制造 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料 的 内 部制造缺

陷特性 ，建立 内 部制造缺陷 与 ＳＣ 陶 瓷材料性能 间 映射关系 ， 并最终发展 内 部缺 陷 控制方法 ， 是未来

Ｓ ｉＣ 陶瓷材料增材制造研究领域需要重点关注 的关键科学问题挑战 。

图 ３ ８（ ａ） 光 固 化 增 材 制 造 材料 ３ Ｙ
－ＴＺＰ 陶 瓷 材 料不 间 方 向 ＸＣＴ 无 损 检 测 ；

（ｂ ） 

ＸＣＴ 无 报 检 测 出 的 材料 内 部 孔 洞
ｗ 

＜
ｓ ｓ

］

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ３ ８ （ ａ ）Ｓｃｈ ｅｍ ａ ｔ ｉ ｃｒ ｅｐｒｅ ｓ ｅｎ ｔａ ｔ ｉｏｎｏ ｆｔ ｈｅｈｏ ｒ ｉ ｚｏ ｎ ｔａ ｌ（ Ｈ ）ａｎｄｕｐ ｒ ｉｇｈ ｔ（ Ｕ ）

ａｒｃｈ ｉ ｔ ｅｃｔｕｒｅｓｓｈｏｗ ｉｎｇｔｈ ｅｏ ｒ ｉ ｅｎ ｔａｔ ｉ ｏｎｏ ｆｔｈ ｅｍ ａｔｅｒｉ ａ ｌ ｌａｙｅ ｒ ｓ ｉ ｎｒ ｅ ｌａ ｔ ｉ ｏｎ ｔｏｔｈ ｅｔ ｅ ｎ ｓ ｉ ｌｅ

ｓ ｉｄ ｅａｎｄｔｈ ｅｄ ｉ ｒ ｅｃ ｔ ｉｏｎ
，ｚ ，ｏ ｆＸＣＴｓｃａｎ ｓｃｏｍｐ ｌｅ ｔ ｅｄｏｖｅｆａｌｅｎｇ ｔｈｏｆ１ ０ｍｍａ ｔｔｈｅ

ｃ ｅｎ ｔ ｅｒｏ ｆｔｈｅｓｐｅｃ ｉｍｅｎ ｓ（ ｃｏｌｏ ｒｅｄａ ｒ ｅ ａ ） ， ；（
：
ｋ）３ＤＸＣＴｒｅｃｏｎｓ ｔｒｕ ｃ ｔ ｉｏｎ ｓｓｈｏｗ ｉｎｇ

ｔｈｅ

ｐｏｒｅ ｓｄ ｉ ｓ ｔ ｒ ｉｂｕｔ ｉｏｎ ｉｎＨａｎｄｔＪｓａｍ ｐ ｌｅｓ（ Ｏｂｓｅｒｖ ａ ｔ ｉｏｎｖｏ ｌｕｍｅ
：２ ，２ Ｘ ２

， ５ｍｍ ３ ）


， ９ Ｓ
］
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２ ０ ２ １

，
４ ２（ １

－

２ ） ：１
－

４ ２ ？３ １ ？

２００ ６００８００ ！ ０００ １ ２ ００

Ｅ ｆｆｅｃｔ ｉ ｖｅｓｔ ｒｅｎｇ ｔｈ ， 
ｉｒ＾ 

ＣＭ Ｐａ
）

图 ３ ９ 光 固 化 增 材 制 造 ３Ｙ－ＴＺＰ 陶 瓷材料 ＸＣＴ 无 损 检 测 强 度 与 有 效 强 度 关 系
［ ９ ７ ］

Ｆ ｉｇｕｒｅ３ ９Ｃｏｒｒ ｅ ｌａ ｔ ｉｏｎｂ ｅ ｔｗ ｅｅｎｔｈｅｅ ｆｆｅｃｔ ｉｖｅａｎｄｔｈ ｅＸＣＴｄｅｒ ｉｖｅｄｓ ｔ ｒ ｅｎｇ ｔｈ ｓ ．Ｏｐｅｎ

ｓｙｍｂｏ ｌｓｃｏｒｒ ｅｓｐｏｎｄｔｏｓｕｒｆａｃ ｅｄｅ ｆｅｃ ｔｓａｎｄｓｏ ｌ ｉｄｏｎｅｓｔｏｖｏ ｌｕｍ ｅｄｅｆｅｃｔｓ（ ｉ ．ｅ ．

ａｇｇ ｌｏｍｅｒａ ｔｅｓｆｏｒＵｓａｍｐ ｌｅ ｓａｎｄ
ｐｏｒｅｓｆｏｒＨｓａｍｐ ｌｅ ｓ ）

［ ９ ７ ］

３ ． ３ 增材制 造 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 的 复合材料化

连续纤维增强 Ｓ ｉＣ 陶瓷基复合材料 ，是实现 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料强軔化的有效方法 ， 目 前常用 的连续纤

维有连续碳纤维 ［￥？？
、连续 ＳｉＣ 纤维 等 。 连续纤维增 强 ＳＣ 陶 瓷基复合材料 的 传统制 备工艺

一

般需要经历纤维预制体制备 、 陶瓷化两个制备阶段 。 通 常 ，纤维预制体制备一般采用铺层 、穿刺 、 编织

等传统制备工艺实现 ， 陶瓷化一般采用前驱体浸渍裂解 、髙温液态硅熔渗 、化学气相浸渗等工艺实现 。

然而 ， 传统制备技术通常工艺程序复涂 、工艺周 期 漫长 、 工艺成本高 昂 ， 近年来 ， 增材制 造 的 发展 为连

续纤维增强 陶瓷基复合材料 的制备提供了崭新的思路与技术途径 。

图 ４ ０ 连 续 纤 维 增 强 聚 合 物基 复合 材 料增 材 制 造 原理

Ｆ ｉｇｕｒ ｅ４ ０Ｓｃｈ ｅｍ ａ ｔ ｉｃ ｌａｙｏｕ ｔｏ ｆｃｏｎ ｔ ｉｎｕｏｕ ｓｆ ｉｂ ｅ ｒｒ ｅ ｉｎｆｏｒ ｃｅｄｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒｍ ａ ｔ ｒ ｉ ｘｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔｅ ｓ
？＊ ３

连续纤维增强复合材料 的增材制 造研究 目 前
＇

主要集 中 在 聚合物基复合材料领域 ＜ ■ 目 前 ， 较多见

的连续纤维增强聚合物基复合材料 的增材制造原理如 图 ４ ０ 所示 ［
１ ° ２

］

， 技术原理一般类似于熔融沉积

成型原理 ， 通过两个喷头或者通轴喷头将连续纤维与 聚合物基体 （通 常是热塑性 的 聚合物基体 ， 也有

０



０



ｏ



ｏ



０

１ ２

１ ０



Ｓ



态



４



２
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研究使用热固性基体 ）送 出 或喷 出 ，层层叠加获得最终 的复合材料及其制 品 。 目 前较多实现 的纤维种

类主要为连续碳纤维 ， 也有采用凯夫拉纤维 、 尼龙纤维 、
ＰＬＡ 纤维等 的 。 采用 的基体通 常为 热塑性聚

合物 ，也有采用热固性聚合物 的 。 关于连续纤维增强复 合材料的 增材制造技术 现状与进展在本文将

不过多赘述 ，详细介绍读者请参 阅近年来 的相关研究工作与综述
［ １ °＾ ° ？

。

尽管 目 前连续纤维増强复合材料 的 增材制造绝大多数集 中于聚合物棊复合材料 ， 目 前 已 有学者

开始探索短纤维增强 陶瓷基复合材料增材制造 的可 能性
ｍ＃— ７

％ 然而遗憾 的是 目 前 尚 未关于连续纤

维增强 陶 瓷基复合材料増材制造的研究 。 由 于连续纤维增强 Ｓ ｉＣ 陶 瓷基复合材料的优异材料性能与

广泛应用前景 ， 其增材制造技术 的研究将会受到越来越多 的关注 ， 这也将是 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料复合化 的 重

要挑战与发展机遇 。

３ ．４ 増材制 造 Ｓ ｉＣ 陶瓷 的结构 化 与功 能化

增材制造技术 的最大优势之一就是可 以 实现材料 的结构化设计 。 当前 ，结构化设计 已 经在聚合物

增材制造与余属增材制造 中得到广泛关注与大量研究 ，包括点阵结构 、分形结构 、拓扑结构等新颖结构构

型越来越多地应用到聚合物增材制造与金属增材制造 中 ， 然而 目前基于陶瓷材料增材 的结构设计 尚 不多

见 。 西班牙 ＣＳＩＣ 的 Ｏｓｅｎｄ ｉ等人
的基于 Ｆ ｉ ｌａｍｅｎｔ

ｐｒｉｎｔ ｉｎｇ 成＿ 
ＳｉＣ 陶瓷 ｗｏｏｄｐ ｉ ｌ ｅ 结构 ，探讨了挤 出路径

角 度对结构力学性能 的影 响规律 ， 如 图 １ ９ ｃ 所示 。 上海应用 技术大学 的 赵 喆等人
［ １ ° ８

］

基于光 固化成型

（ＤＬＰ ）制备的 Ｚｒ０
２ 陶瓷材料 晶格结构 ， 如 图 ４ １ 所示 ａ 文章细致设计了具有不 同 晶格构型 （Ｏｃｔｅ ｔｔｒ ｕｓｓ 结

构 、
Ｋｅｌｖｉｎ 结构 ）与结构尺寸的 Ｚｒ０

２ 陶瓷材料 晶格结构 （如 图 ４ １ ａ 所示 ＞ ， 采用光 固化成型与无压烧结制

备了最终的 ＆０ ２ 陶瓷材料晶格结构 （如 图 ４ １ ｂ 所示 ） ，并通过试验细致讨论 了 晶格构型对 Ｚｒ０
２ 陶瓷材料

晶格结构弯 曲强度的影响规律 。 此外 ，赵喆等人 还基于光固化成型 （ ＤＬＰ ）制备 的 陶瓷材料 晶格

结构 ，完成了不同 晶格结构的 ３Ｄｏｃ ｔｅ ｔ ｔ ｒｕｓｓ 结梅设计 Ｃ如图 ４２ａ 所示 与制备 Ｃ如 图 ４２ｂ 所示 ＞
，并讨论了

结构构型 、尺寸对结构力学性能 的影 响 规律 。 西北工业大学梅辉等人
［ １ １ ° ’ １ １ １ ］

设计 、光 固化成型 （ ＳＬＡ ）增

材制造 了不 同 结构构型 的 Ａ １
２
０

３ 陶 瓷材料 晶 格结构 （如 图 ４３ 所示 ） ， 之后采用化学 气相浸渗工艺在

Ａ １
２
０

３ 陶瓷材料 晶格结构 的胞元表面制备 了一层 Ｓ ｉＣ 层 ，详细讨论 了 结构构型对 Ａ １
３
０

３
ＳｉＣ 陶瓷材料 晶

格结构 的力学性能 。 然而遗憾的是 ，基于陶瓷材料增材制造 的结构设计 的报道仍较少且初步 ， 既未考虑

力学承载条件下的全结构优化设计 ，缺乏可行的结构优化设计理论与方法 ，也未彻底揭示结构与力学性

能间 的 映射关系 ，缺乏陶瓷材料结构损伤机理与失效机理 。 增材制造 陶瓷材料 （尤其是增材制造 Ｓ ｉＣ 陶

瓷材料 ） 的结构优化设计研究将是未来本领域的重要研究方 向 之一  ｓ

图 ４ １ （ ａ） 不 同 构 型 的 结 构模 型 ； （ ｂ ） Ｚｒ０
２ 陶 瓷 材料 晶 格给构

［
１ °？

Ｆｉｇｕ ｒｅ４ １（ ａ ＞３Ｄｍｏｄ ｅ ｌ ｓｗ ｉ ｔ ｈｄ ｉ ｆｆｅ ｒ ｅｎ ｔｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔ ｕ ｆｅ的 ｃ ＇ｅｒａｍｉ ｅｃ ｅ ｌ ｌ ｕ ｌ ａｒｓ ｔｒｕｃ ｔｕ ｒ ｅ ｓ
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，
２〇 ２ １

，
４２（ Ｉ

－

２） ：１
－

Ｉ ； ２
？３３ ？

Ｆ ｉｇｕｒｅ４ ２（ ａ ）３ ：Ｄｍ ｏｄ ｅｌｓｗ ｉ ｔｈｄ ｉ ｆｆｅｒｅｎｔｓ ｔ ｒｕｃ ｔｕｒｅｓ
；（ ｂ ）ＺｒＯ

ｊ
ｃ ｅｒａｍ ｉ ｃ３ Ｄ〇ｃ ｔ ｅ ｔ ｔ ｒｕ ｓ？ｇ ｔ ｉ ｒｕ ｃｔｕｒｆｉｓ

［？ ］

图 ４ ３ 不 词 构型 的 Ａ １
２
Ｃ＼ 陶 瓷＃ 料 晶 格 结构 Ｉ

？ °
］

Ｆｉｇｕ ｒｅ４３３Ｄｍｏｄｅ ｌ ｓｆｏｒＡ １
２
０

３ｃｅ ｒａｍ ｉｃｅｅ ｌ ｌｕｌａｒｓｔ ｒｕＧ ｔａｒｅｓ
？ ？

增材制造技术 的 另 一优势就是可 以实现材料与结构 的 功能化设计 ， 西北工业大学梅辉等人

做 了 良好的尝试 ８ 该研究 团 队针对高 温环境 电磁吸波需求 ， 设计 了具有特殊 电磁吸波结构 的 ａ ｉ ２ ｏ ３

陶瓷材料晶格结构 （如 图 ４ ４ ａ 所示 ） ， 随后光固化成型 （ＳＬ ）增材制造 了Ａ１
ｓ
０

３ 陶瓷材料晶格结构 ， 并在

Ａ １
２
０

Ｓ 陶 瓷材料 晶格结构 表 面采用化学气相 浸渗工艺 制 备 Ｓ ｉＣ 陶 瓷 晶须 （如 图 ４ ４ ｂ 所示 ） ．

５ 获得 的

Ａ Ｉ
２
０

３
Ｓ ｉＣｗ 陶瓷材料 晶格结构具有 良好 的 电磁吸波性能 （如 图 ４ ４ ｃ 所示 ） ， 作者进＾步分析了 八 １

２
０

３

－

Ｓ ｉＣｗ 陶 瓷材料 晶格结构 电磁吸波机理 （如 图 ４ ４ ｄ 所爾 虽然本研究并非严格 意义上 的 Ｓ ｉＣ 陶 瓷

材料 ，但是本研究为 陶瓷材料增材制造 的 功能化设计提供 了借鉴与思考 ， 今后基于陶 瓷材料增材制造

的功能化研究必将是本领域 的重要热点之
一

ａ

由 上可知 ， 增材制造不仅可 以实现复杂形状材料构件 的高效低成本快速制 备 ， 还可 以 实现结构化

与功能化设计 ｓ 尤为重要的是 ，增材制造最大的 优势是能够将材料 、结构 、功能相互统一 ， 实现设计与
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图 ４４ （ ａ ） 谩 计结 构模型 ；
（ ｂ ＞Ａｌ

２ＱｒＳｉＣｗ 陶 瓷 材料 晶 格结 构 ；
（〇优 异 电 磁 吸波 性 能 ； ＜ｄ ） 电 磁 吸波机理务 析

［ｗ？

Ｆ ｉｇｕｒｅ４４（ ａ ）Ｓｔｒｕｃ ｔｕｒａｌｄｅｓ ｉｇｎｅｄｍｏｄｅ ｌ
；（ ｂ ）Ａ ｌ

２
０

３

－

ＳｉＣｗｃ ｅｒａｍ ｉ ｃｃ ｅ ｌ ｌｕ ｌａｒｓ ｔｒｕｃｔｕｒｅ ｓ
；（ ｃ ）ｅｘｃｅ ｌ ｌ ｅｎｔ

ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｗａｖｅ（ＥＭＷ）ａｂｓｏｒｐ ｔｉｏｎｂｅｈａｖｉｏｒ
；（ｄ）ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｗａｖｅ（ＥＭＷ）ａｂｓｏｒｐｔ ｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍ

［
１ １ ２ ］

制造 的
一体化 、材料与结构 的

一体化 以及结构与功 能 的
一体化 因 此 ， 未来陶 瓷材料增材制造

领域 的重要发展方 向 将是基于增材制造 的设计制造
一体化 、 材料结构一体化与 结构功 能一体化研究 ，

这必将给传统 陶瓷材料 的设计 、制造与应用带来颠覆性变革 。

３ ． ５ 陶 瓷增材制造过程仿真技术与 ４Ｄ 打 印 等新发展方 向

此外 ， 陶 瓷材料增材制造还有一些新颖 的研究方 向 ， 如 陶 瓷材料增材制造过程仿真技 术研究 、 陶

瓷材料 ４Ｄ 打印研究等 。 当前 ， 金属材料増材制造 的过程仿真与模拟研究 已较常见 ， 过程仿真与模

拟 的研究结果对于揭示金属 材料增材制 造成形机理 、 反 馈优化增材制 造工艺等起到 了 很 大 的 作 用 。

此外 ， 近年来 ， 包括数字孪生 ｔ
ｌ ｌ ｓ

＼大数据
［ １ １ ９

］

、 机器学 习
［ １ ２ °

］

等先进仿真技术也逐渐在金属材料增 材制

造研究中得到关注与应用 ６ 然而 ， 目 前 陶 瓷材料増材制造过程 的仿真与模拟研究仍未见报道 ，这将是

今后陶瓷材料增材制造领域 的一个重要研究方 向 ， 必将为 陶 瓷材料增材制造技术 的 发展与推广起到

很大的作用 ， 因 此笔者也呼 吁 国 内 学者多关注陶瓷材料增材制造过程 的仿真与模拟方法 的研究 。

此外 ，
４Ｄ 打 印近年来受到 了广泛关注 。 相较于 ３Ｄ 打印 ，

４Ｄ 打印 可 以避免直接打印 复杂 的 ３Ｄ 形

状 ， 而是首先打印较低维度 的形状 ， 然后可 以 在具有所需性能 的 目 标位置启 用其他维度 ｓ 因 此 ， ４Ｄ 打

印 技术在生 物 医疗 、 智 能 穿 戴装 备 、 组 装建筑 、 航空航 天 、 艺 术 、 娱乐等领域 有 着广泛 的 潜 在应用

等
［ｍ ］

。 目 前 ，基于形状记忆聚 合物 、形状记忆合金 的 聚合物材料 ４Ｄ 打 印 、 金属材料 ４Ｄ 打 印 得到 了

大量研究 ， 在此笔者不对 ４Ｄ 打 印 的概念与研究现状做过多赘述 。 然而 ， 由 于陶瓷本身变形小 、脆性大

的材料特征 ，基于 陶瓷材料 的 ４Ｄ 打印 目 前 尚 不多见 。 香港城市大學 吕 坚研究 团 队与北京理工大学何

汝杰研究 团 队近期在 陶瓷材料 ４Ｄ 打 印领域进行了探索性研究 。
２ ０ １ ８ 年 ， 吕 坚等人

》２２ ］

开创性开展 了

陶瓷材料 ４Ｄ 打印研究 ， 他们首先基于聚合物弹性体开展可大变形结构 的 ４Ｄ 打印设计 ， 随后采用墨水

直写成型技术制备 了 聚合物弹性体结构 ３Ｄ 打 印 ，并在外场激励下实现可变形结构按照预设 的 结构 构

型变形 ， 最终采用髙温碳化等处理工艺将 ３Ｄ 打印 的 聚合物弹性体结构转化为 陶 瓷材料结构 ， 其 中采
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，
２０ ２ １ ， ４ ２（ １

－

２
：） ：１

－

４ ２
？３５？

用的 陶瓷材料 ４Ｄ 打 印研究思路如 图 ４５ 所汞 《 该研究虽仍较初步 ， 也并非严格意义上实现 的 是 陶 瓷

材料本身 的变形 ＊但该研究开创 了 陶瓷材料 ４Ｄ 打印研究方 向 ，具有重要 的意义 。 陶瓷材料 ４Ｄ 打印 的

发展必将拓宽 陶瓷材料传统应用领域与可能 ， 这也将是未来 陶瓷材料增材制造领域 的 十分重要 的研

究方 向 。

树 ＥＢＣｓ

Ｃ ｒｅａｓｅ

ｖａｃｃｕｍＨｅａｌ ｉｎｇ 
ｍ ａ ｉ ｒ

Ｐｍｓｉｒｅｔｃｈｅｄ
ｐ

ｒｅｃｕｒｓｏｒｓ ４Ｄ ￣

ｐ
ｎｎ ｔｅｄ

ｐ ｒｅｃｕ ｒｓｏ ｒｓ １
ｓ ｔ ＥＯＣｓ ２ｎｄ ＥＤＣｓ

图 ４ ５ 陶 瓷 材 料 ４Ｄ 打 印 ： （Ａ ） ３Ｄ 打 印 弹 性体 ； （Ｂ） ＤＩＷ 工 艺 ； （Ｃ） ３Ｄ

打 印 弹 性体 转 化 为 陶 瓷 结 构 ；
（Ｄ ） 两 种 ４Ｄ 打 印 技 术途 径

［ １ ２ ２
］

Ｆ ｉｇｕｒｅ４ ５４Ｄ
ｐｒ ｉｎｔ ｉｎｇ

ｏｆｃ ｅｒａｍ ｉｃ
：（Ａ ）３Ｄ－

ｐｒ ｉｎ ｔ ｅｄｅ ｌａｓ ｔｏｍｅｒ ｉｃ ｌａｔ ｔ ｉｃ ｅ ｓ
；（Ｂ ）ＤＩＷ

ｏ ｆ ｉｎｋｓ
；（Ｃ）Ｃｅｒａｍ ｉ ｃｓ ｔｒｕｃｔｕｒｅｓｄｅｒ ｉｖｅｄｆｒｏｍ３Ｄ ｐｒ ｉｎｔｅｄｅｌａｓ ｔｏｍｅｒ ｓ

；（Ｄ ，Ｅ）Ｔｗｏ４Ｄ

ｐｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ
ｍｅ ｔｈｏｄｓ ，ｉｎｃ ｌｕｄｉｎｇ

ｍ ｅ ｔｈｏｄ１（Ｄ ）ａｎｄｍｅ ｔｈｏｄ２（Ｅ）  ，ｔｏｇｅ ｔｈ ｅｒｗ ｉ ｔｈｈｅａ ｔ

ｔｒｅａ ｔｍｅｎｔ
，ｃｏｎｖｅｒ ｔ３Ｄ－

ｐｒ ｉｎｔ ｅｄｅ ｌａｓ ｔｏｍｅｒ ｉｎ ｔｏ４Ｄ－

ｐｒ ｉｎｔｅｄｃｅｒａｍ ｉ ｃｓ
［
１ ２ ２

］

综上所述 ， 在设计理论与方法 ，増材制造装备 ， 增材制造工艺 、形性调控与成形 机理 ， 结构功 能一

体化等方面 ， 陶瓷材料增材制造都面 临着极大挑 战 与机遇 ， 这些研究方 向 的深人 ，将推动 陶 瓷材料增

材制造技术的全面进步与发展 ， 并一定程度推动 陶瓷材料研究与应用 的变革ｓ

４ 总 结

碳化硅 （ Ｓ ｉＣ ） 陶瓷材料具有低密度 、优异 的 力学与热学性 能 、 良好 的 热 氧与化学稳定性等优异性

能 ，在航空航天 、装 甲 、空 间反射镜 、 核能 、化工及半 导体等 国 防与工业重大领域 中 得 到 了 广泛应甩 ６

增材制造 （Ａ ｄｄｉ ｔ ｉｖｅＭ ａｍｉ ｆａＣ ｔｕｒｉｎｇ ，
ＡＭ ）技术 的 出 现为 Ｓ ｉＣ 陶 瓷材料及其结构 的 制 备提供 了 崭新 的

技术途径 ６ 本文针对近年来发展 的 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料增材制造技术 （包栝非直接增材制造技术 、直接增材

制造技术等 ）进行系统综述与总结 。 并对 Ｓ ｉＣ 陶瓷材料增材制造过程 的关键科学技术挑 战进行归 纳 ，

以及对未来可能 的研究机遇进行展望 》 本文希望能为 Ｓ ｉＣ 陶 瓷及其他结构 陶 瓷材料 的增材制造研究

提供参考 。
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，
４ ４ ２ ４ ５ ８ ．

［ １ １ ］ＭＵＲＲＬＥ ．Ａｍ ｅ ｔ ａ ｌ ｌｏｇ ｒａｐｈ ｉ ｃｒ ｅ ｖ ｉ ｅｗｏ ｆ３ Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ／ ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆ ａｃ ｔｕｒ ｉｎｇｏ ｆｍ ｅ ｔ ａ ｌａｎｄａ ｌ ｌｏｙｐ ｒｏｄ

ｕ ｃ ｔ ｓａｎｄｃｏｍｐｏｎ ｅｎ ｔ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｍ ｅ ｔ ａ ｌ ｌｏｇｒ ａｐｈｙ ，Ｍ ｉ ｃ ｒ ｏ ｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔｕ ｒ ｅ
，ａｎｄＡｎａ ｌｙ ｓ ｉ ｓ

，２ ０ １ ８
，７

：１ ０ ３ １ ３ ２ ．

［ １ ２ ］ＣＨＥＮＺ
，
Ｌ ＩＺ

，
Ｌ ＩＪ ，

ｅ ｔａ ｌ
．３Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ

ｏ ｆｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓ
：Ａ ｒ ｅ ｖ ｉ ｅｗ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕ ｒ ｏｐ ｅａｎＣｅｒ ａｍ ｉ ｃ

Ｓｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ １ ９ ，３ ９（ ４ ） ：６ ６ １ ６ ８ ７ ．

［ １ ３ ］ＺＨＡＮＧＤ
，
ＬＩＵＸ

， ＱＩＵ Ｊ ．３Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ
ｏ ｆ

ｇ ｌ ａ ｓ ｓｂ ｙ
ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ

ｔ ｅ ｃｈｎ ｉｑｕ ｅ ｓ
：ａｒ ｅｖ ｉ ｅｗ［ ｊ ］ ．

Ｆｒｏｎ ｔ ｉ ｅ ｒ ｓｏ ｆＯｐ ｔｏ ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒｏｎ ｉ ｃ ｓ
，２ ０ ２ ０  ，ｈ ｔ ｔｐ ｓ

： ／ ／ ｄｏ ｉ ． ｏ ｒｇ ／ １ ０ ．１ ０ ０ ７ ／ ｓ ｌ ２ ２ ０ ０ ０ ２ ０ ｌ ０ ０ ９ ｚ ．

［ １ ４ ］ＢＡＲＢＥＲ ＩＪ ，ＢＡ ＩＮＯＦ
，Ｆ ＩＵＭＥＥ

，ｅ ｔａ ｌ ．Ｒｏｂｏ ｃａ ｓ ｔ ｉｎｇｏ ｆＳ ｉ０２ ｂ ａ ｓ ｅｄｂ ｉ ｏａ ｃ ｔ ｉｖ ｅｇ ｌ ａ ｓ ｓｓ ｃａ ｆ ｆｏ ｌｄ ｓｗ ｉ ｔｈ

ｐｏ ｒ ｏ ｓ ｉ ｔｙｇ ｒ ａｄ ｉ ｅｎ ｔｆｏ ｒｂｏｎ ｅｒ ｅｇｅｎ ｅ ｒ ａ ｔ ｉｏ ｎａｎｄｐｏ ｔ ｅｎ ｔ ｉ ａ ｌ ｌｏ ａｄ ｂ ｅ ａｒ ｉｎｇａｐｐ ｌ ｉ ｃａ ｔ ｉｏｎ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓ
，２ ０ １ ９ ，

１ ２（ １ ７ ）２ ６ ９ １ ．

［ １ ５ ］ＭＥＬＣＨＥＲＲ
，ＭＡＲＴＩＮＳＳ

，ＴＲＡＶ ＩＺＫＹＮ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｆａｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｉ ｏｎｏ ｆＡ ｌ

２
０

３
ｂ ａ ｓ ｅｄｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓｂｙ

ｉｎｄ ｉ

ｒ ｅｃ ｔ３Ｄ ｐ ｒ ｉ ｎ ｔ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ？Ｍ ａ ｔ ｅｒ ｉ ａ ｌ ｓＬ ｅ ｔ ｔ ｅ ｒ ｓ
，２ ０ ０ ６

，６ ０（ ４ ） ：５ ７ ２ ５ ７ ５ ．

［ １ ６ ］ＺＨＡＮＧＫ
，ＸＩＥＣ

，ＷＡＮＧＧ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｈ ｉｇｈｓｏ ｌ ｉｄ ｌｏ ａｄ ｉｎｇ ， ｌｏｗｖ ｉ ｓ ｃｏ ｓ ｉ ｔｙｐｈｏ ｔｏ ｓ ｅｎｓ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＡ １

２
０

３ｓ ｌｕ ｒ ｒｙ

ｆｏ ｒｓ ｔ ｅｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇｒ ａｐｈｙｂ ａ ｓ ｅｄａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ，
Ｃｅｒａｍ ｉ ｃ ｓＩ ｎ ｔ ｅｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ

，２ ０ １ ９
，

４ ５ （ １ ） ：

２ ０ ３ ２ ０ ８ ．

［ １ ７ ］Ｘ ＩＮＧＨ
，ＺＯＵＢ

，Ｌ ＩＳ
，ｅ ｔａ ｌ ＿Ｓ ｔｕｄｙｏｎｓ ｕ ｒ ｆａ ｃ ｅｑｕａ ｌ ｉ ｔｙ ，ｐ ｒ ｅ ｃ ｉ ｓ ｉ ｏｎａｎｄｍ ｅ ｃｈａｎ ｉ ｃ ａ ｌｐ ｒ ｏｐ ｅ ｒ ｔ ｉ ｅ ｓｏ ｆ３ Ｄ

ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｅｄＺｒ０２ｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃｃｏｍ ｐｏｎ ｅｎ ｔ ｓｂｙ ｌ ａ ｓ ｅ ｒｓ ｃａｎｎ ｉｎｇｓ ｔ ｅ ｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇ ｒ ａｐｈｙ［ Ｊ ］ ＞Ｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉ ｏｎ ａ ｌ
，

２ ０ １ ７
，４ ３（ １ ８ ） ：１ ６ ３ ４ ０ １ ６ ３ ４ ７ ．

［ １ ８ ］ＺＨＡＮＧＫ
，ＨＥＲ

，Ｘ ＩＥＣ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｐｈｏ ｔｏ ｓ ｅｎ ｓ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＺｒ０２ｓｕ ｓｐｅｎ ｓ ｉｏｎ ｓｆｏ ｒｓ ｔ ｅ ｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇ ｒ ａｐｈｙ ［ Ｊ ］ ，Ｃ ｅ ｒ ａｍ

ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ
，２ ０ １ ９

，４ ５（ ９ ） ：１ ２ １ ８ ９ １ ２ １ ９ ５ ．

［ １ ９ ］ＺＨＡＮＧＫ ，ＨＥＲ ，ＤＩＮＧｅ ｔａ ｌ
．Ｄ ｉｇ ｉ ｔａ ｌ ｌ ｉｇｈ ｔ

ｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇｏ ｆ３Ｙ ＴＺＰｓ ｔｒ ｅｎｇ ｔｈｅｎｅｄＺｒ０２ｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓ

［ Ｊ ］ ，Ｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＳｃ ｉ ｅｎ ｃ ｅａｎｄＥｎｇ ｉｎ ｅ ｅ ｒ ｉｎｇ ：Ａ ，２ ０ ２ ０
，７ ７ ４

，１ ３ ８ ７ ６ ８ ．

［ ２ ０ ］ＹＡＮＨＵＡＮＧ Ｙ
？ＺＨＡＯＤ

，ｅ ｔａ ｌ
．３Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ

ｏ ｆｎａｎｏ ｓ ｃａ ｌ ｅＡ ｌ
２
０

３
Ｚｒ０２ｅｕ ｔ ｅ ｃ ｔ ｉ ｃｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ

：Ｐ ｒ ｉ ｎ



第 １ ２ 期 《 现代 技术 陶 瓷 》 Ａ ｄｖａｎ ｃ ｅｄＣｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓ
，

２ ０ ２ １
，４ ２（ １ ２ ） ：１ ４ ２ ？３ ７ ？

ｃ ｉ ｐ ｌ ｅａｎａ ｌｙ ｓ ｉ ｓａｎｄ
ｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓｏｐ ｔ ｉｍ ｉ ｚ ａ ｔ ｉｏ ｎｏ ｆ

ｐｏ ｒ ｅ ｓ［ Ｊ ］ ＞Ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＭ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉ ｎｇ ，２ ０ １ ９
，２ ８ ：１ ２ ０ １ ２ ６ ．

［ ２ １ ］ＭＥ ＩＨ ，ＺＨＡＯＸ
，ＺＨＯＵＳ

，ｅ ｔａ ｌ ．３ Ｄ ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｅｄｏｂ ｌ ｉｑｕ ｅｈｏｎ ｅｙｃｏｍｂＡ ｌ
２
０

３ ／ Ｓ ｉＣｗｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔｕ ｒ ｅｆｏ ｒｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒｏ

ｍ ａｇｎｅ ｔ ｉ ｃｗ ａｖ ｅａｂ ｓｏ ｒｐ ｔ ｉ ｏｎ［ Ｊ ］ ＞Ｃｈ ｅｍ ｉ ｃａ ｌＥｎｇ ｉｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎｇＪ ｏｕｒｎａ ｌ
， ２ ０ １ ９

， ３ ７ ２  ：９ ４ ０ ９ ４ ５ ．

［ ２ ２ ］Ｌ ＩＵＸ ， ＺＯＵＢ ， ＸＩＮＧＨ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｔｈ ｅｐ ｒ ｅｐ ａｒａ ｔ ｉｏｎｏ ｆＺ ｒ０２ Ａ ｌ

２
０

３ｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃｂ ｙＳＬＡ ３ Ｄ

ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉ ｎｇａｎｄｓ ｉ ｎ ｔ ｅｒ ｉｎｇｐ ｒ ｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ？Ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓＩ ｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ
？２ ０ ２ ０ ，４ ６（ １ ） ：９ ３ ７ ９ ４ ４ ．

［ ２ ３ ］ＫＵＬＫＡＲＮ ＩＡ ，ＳＯＲＡＲ ？ＧＤ ，ＰＥＡＲＣＥＪＭ ．Ｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒ ｄ ｅ ｒ ｉｖ ｅｄＳ ｉＯＣｒ ｅｐ ｌ ｉ ｃ ａｏ ｆｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌｅｘｔ ｒｕ ｓ ｉ ｏｎ

ｂ ａ ｓ ｅｄ３ Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｅｄｐ ｌ ａ ｓ ｔ ｉ ｃ ｓ［ Ｊ ］ ？Ａ ｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＭ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ ，２ ０ ２ ０ ，３ ２
：１ ０ ０ ９ ８ ８ ．

［ ２ ４ ］ＺＯＣＣＡＡ
，ＧＯＭＥＳＣＭ

，ＳＴＡＵＤＥＡ
，ｅ ｔａ ｌ

．Ｓ ｉＯＣｃ ｅｒａｍ ｉ ｃ ｓｗ ｉ ｔｈｏ ｒｄ ｅｒ ｅｄ
ｐｏ ｒｏ ｓ ｉ ｔｙ

ｂｙ３Ｄ ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ
ｏ ｆ

ａ
ｐ ｒ ｅ ｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒ［ Ｊ ］ ，Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＲ ｅ ｓ ｅ ａｒ ｃｈ

，２ ０ １ ３ ，
２ ８（ １ ７ ） ：２ ２ ４ ３ ２ ２ ５ ２ ．

［ ２ ５ ］ＪＡＮＡＰ
，ＳＡＮＴＯＬＩＱＵ ＩＤＯＯ ，ＯＲＴＯＮＡＡ

，ｅ ｔａ ｌ
．Ｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒ ｄｅ ｒ ｉ ｖ ｅｄＳ ｉＣＮｃ ｅ ｌ ｌｕ ｌ ａｒｓ ｔｒｕ ｃ ｔｕ ｒ ｅ ｓｆｒ ｏｍ

ｒ ｅｐ ｌ ｉ ｃ ａｏ ｆ３ Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｅｄ ｌ ａ ｔ ｔ ｉ ｃ ｅ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＡｍ ｅｒ ｉ ｃａｎＣ ｅｒ ａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ １ ８
，

１ ０ １（ ７ ） ：

２ ７ ３ ２ ２ ７ ３ ８ ．

［ ２ ６ ］ＧＹＡＫＫＷ
，Ｖ ＩＳＨＷＡＫＡＲＭＡＮＫ ，ＨＷＡＮＧＹＨ

，ｅ ｔａ ｌ
．３Ｄ ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｅｄｍｏｎｏ ｌ ｉ ｔｈ ｉ ｃＳ ｉＣＮｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃｍ ｉ

ｃｒｏ ｒ ｅａｃ ｔ ｏ ｒ ｓｆ ｒｏｍａ
ｐｈｏ ｔｏ ｃｕ ｒ ａｂ ｌ ｅｐ ｒ ｅ ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃｒ ｅ ｓ ｉｎｆｏｒｔｈ ｅｈ ｉｇｈｔ ｅｍｐ ｅ ｒ ａ ｔｕｒ ｅａｍｍｏｎ ｉ ａｃ ｒ ａ ｃｋ ｉｎｇｐ ｒ ｏ ｃ ｅ ｓ ｓ

［ Ｊ ］ ，
Ｒ ｅａｃ ｔ ｉｏｎＣｈ ｅｍ ｉ ｓ ｔ ｒｙ

＆Ｅｎｇ ｉｎ ｅ ｅｒ ｉｎｇ ，
２ ０ １ ９ ， ４

：１ ３ ９ ３ １ ３ ９ ９

［ ２ ７ ］ＣＨＥＮＱ ，ＺＯＵＢ
，ＬＡ ＩＱ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ａｓ ｔｕｄｙ

ｏｎｂ ｉｏ ｓ ａ ｆ ｅ ｔｙ
ｏ ｆＨＡＰｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ

ｐ ｒ ｅｐ ａｒ ｅｄｂｙ
ＳＬＡ ３Ｄ

ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ

ｔ ｅ ｃｈｎｏ ｌｏｇｙｄ ｉ ｒ ｅ ｃ ｔ ｌｙ［ Ｊ ］ ＞Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＭ ｅ ｃｈａｎ ｉ ｃ ａ ｌＢ ｅｈ ａｖ ｉ ｏ ｒｏ ｆＢ ｉｏｍ ｅｄ ｉ ｃ ａ ｌＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓ
，２ ０ １ ９

，９ ８ ：３ ２ ７

３ ３ ５ ．

［ ２ ８ ］ＦＥＮＧＣ
，
ＺＨＡＮＧＫ

，
ＨＥＲ

，
ｅ ｔａ ｌ ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇｏ ｆｈｙｄｒｏｘｙａｐ ａ ｔ ｉ ｔ ｅｂ ｉｏ ｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃｓ ｃ ａ ｆ ｆｏ ｌｄ ｓ

：

Ｄ ｉ ｓｐ ｅ ｒ ｓ ｉｏｎ
，ｄ ｉｇ ｉ ｔ ａ ｌ ｌ ｉｇｈ ｔｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇ ，ｓ ｉｎ ｔ ｅ ｒ ｉｎｇ ，ｍ ｅ ｃｈａｎ ｉ ｃ ａ ｌ

ｐ ｒ ｏｐ ｅ ｒ ｔ ｉ ｅ ｓ
，ａｎｄｂ ｉ ｏ ｃｏｍｐ ａ ｔ ｉｂ ｉ ｌ ｉ ｔｙ［ Ｊ ］ ，Ｊ ｏｕ ｒ

ｎａ ｌｏ ｆＡ ｄｖａｎｃ ｅｄＣｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓ ，２ ０ ２ ０ ， ９（ ３ ） ：３ ６ ０ ３ ７ ３ ．

［ ２ ９ ］ 袁景 ， 甄平 ， 赵红斌 ． 高性能多孔 ｐ 磷酸三钙骨组织工程支架 的 ３Ｄ 打印 ［ Ｊ ］ ． 中 国 组织工程研究 ，

２ ０ １ ， ４ ３ ：６ ９ １ ４ ６ ９ ２ １ ．

［ ３ ０ ］ 张海鸽 ， 索海瑞 ， 王玲 ， 等 ． 基于 ３ Ｄ 打 印 的 双相磷酸钙胶原 改性支架 ［ Ｊ ］ ． 中 国 组织 工程研究 ，

２ ０ １ ９
，３ ０ ：４ ７ ８ ０ ４ ７ ８ ６ ．

［ ３ １ ］ＷＡＲＮＫＥＰＨ
，ＳＥ ＩＴＺＨ

，ＷＡＲＮＫＥＦ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｃｅ ｒａｍ ｉ ｃｓ ｃ ａ ｆｆｏ ｌｄ ｓｐ ｒｏｄｕ ｃ ｅｄｂｙ

ｃｏｍ ｐｕ ｔ ｅ ｒ ａ ｓ ｓ ｉ ｓ ｔ ｅｄ３ Ｄ

ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉ ｎｇａｎｄｓ ｉ ｎ ｔ ｅｒ ｉｎｇ ：Ｃｈａ ｒａ ｃ ｔ ｅ ｒ ｉ ｚ ａ ｔ ｉｏ ｎａｎｄｂ ｉｏ ｃｏｍ ｐ ａ ｔ ｉｂ ｉ ｌ ｉ ｔｙ
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ｆｏ ｒｍｕ ｌ ｔ ｉｐ ｌ ｅｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆ ａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉｖ ｅＭ ａｎｕｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ ，

２ ０ ２ ０
，３ ３

：１ ０ １ １ ３ ８ ．

［ ５ ２ ］ＬＶＸ
，
ＹＥＦ

，
ＣＨＥＮＧ Ｌ

，
ｅ ｔａ ｌ

．Ｆａｂ ｒ ｉ ｃａ ｔ ｉ ｏｎｏ ｆＳ ｉＣｗｈ ｉ ｓｋ ｅｒ ｒ ｅ ｉｎｆｏｒ ｃ ｅｄＳ ｉＣｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃｍ ａ ｔ ｒ ｉｘｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ

ｂ ａ ｓ ｅｄｏｎ３Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ
ａｎｄｃｈ ｅｍ ｉ ｃ ａ ｌｖａｐｏ ｒ ｉｎ ｆ ｉ ｌ ｔ ｒ ａ ｔ ｉ ｏｎｔ ｅ ｃｈｎｏ ｌｏｇｙ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔ ｈ ｅＥｕｒｏｐ ｅ ａｎＣ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ

Ｓｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ １ ９ ，３ ９
：３ ３ ８ ０ ３ ３ ８ ６ ．

［ ５ ３ ］ＢＡＵＸＡ
，
ＧＯ ＩＬＬＯＴＡ

， ＪＡＣＱＵＥＳＳ
，

ｅ ｔａ ｌ
．Ｓｙｎ ｔｈ ｅ ｓ ｉ ｓａｎｄ

ｐ ｒｏｐ ｅ ｒ ｔ ｉ ｅ ｓｏ ｆｍ ａ ｃ ｒ ｏｐｏ ｒｏｕ ｓＳ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓ

ｓｙｎ ｔｈ ｅ ｓ ｉ ｚ ｅｄｂｙ３Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇａｎｄｃｈ ｅｍ ｉ ｃ ａ ｌｖａｐｏ ｒ ｉｎ ｆ ｉ ｌ ｔ ｒ ａ ｔ ｉｏｎ／ ｄ ｅｐｏ ｓ ｉ ｔ ｉｏｎ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎ ａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕ ｒｏｐ ｅ ａｎ

Ｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ ２ ０
，４ ０（ ８ ） ：２ ８ ３ ４ ２ ８ ５ ４ ．

［ ５ ４ ］ＦＬＥＩＳＨＥＲＡ
，ＺＯＬＯＴＡＲＹＯＶＤ

，ＫＯＶＡＬＥＶＳＫＹＡ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｒｅ ａ ｃ ｔ ｉｏｎｂｏｎｄ ｉｎｇｏ ｆｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎｃ ａｒｂ ｉｄｅ ｓ

ｂｙＢ ｉｎｄ ｅｒＪ ｅ ｔ３Ｄ Ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉ ｎｇ ，ｐｈ ｅｎｏ ｌ ｉ ｃｒ ｅ ｓ ｉｎｂ ｉｎｄ ｅｒ ｉｍｐ ｒ ｅｇｎ ａ ｔ ｉ ｏｎａｎｄｃ ａｐ ｉ ｌ ｌ ａｒｙ ｌ ｉｑｕ ｉｄｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎ ｉ ｎｆ ｉ ｌ ｔ ｒ ａ ｔ ｉ ｏｎ

［ Ｊ ｊ ．Ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉ ｏｎａ ｌ
，２ ０ １ ９

，４ ５
：１ ８ ０ ２ ３ １ ８ ０ ２ ９ ．

［ ５ ５ ］ＺＯＣＣＡＡ
，Ｌ ＩＭＡＰ

，Ｄ ＩＥＮＥＲＳ
？ｅ ｔａ ｌ

．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉｖ ｅｍ ａｎｕ ｆ ａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ
ｏ ｆＳ ｉＳ ｉＣｂｙ

ｌ ａｙ ｅｒｗ ｉ ｓ ｅｓ ｌｕ ｒｒｙ
ｄ ｅｐｏ ｓ ｉ

ｔ ｉｏｎａｎｄｂ ｉｎｄ ｅ ｒ ｊ
ｅ ｔ ｔ ｉｎｇ（ ＬＳＤ ｐ ｒ ｉｎ ｔ ）［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔ ｈ ｅＥｕｒｏｐ ｅ ａｎＣ ｅ ｒａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ １ ９

，３ ９
：

３ ５ ２ ７ ３ ５ ３ ３ ．

［ ５ ６ ］ＺＨＵＳＸ
，Ｍ ＩＣＨＡＥＬＨＣ ，ＭＲＩＴＹＵＮＪ ＡＹ ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａｃ ｔｕｒ ｉｎｇｏ ｆｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎｃ ａｒｂ ｉｄ ｅ ｂ ａ ｓ ｅｄｃ ｅ ｒ ａｍ

ｉ ｃ ｓｂｙ３ Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ
ｔ ｅ ｃｈｎｏ ｌｏｇ ｉ ｅ ｓ［Ｍ］ ．Ａｄｖａｎ ｃ ｅｄ

ｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇ
ａｎｄｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ

ｔ ｅ ｃｈｎｏ ｌ ｏｇ ｉ ｅ ｓｆｏ ｒｎａｎｏ

ｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔ ｕ ｒ ｅｄａｎｄｍｕ ｌ ｔ ｉ ｆｕｎｃ ｔ ｉ ｏｎａ ｌｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＩ Ｉ
：Ａｃｏ ｌ ｌ ｅ ｃ ｔ ｉ ｏｎｏ ｆ

ｐ ａｐ ｅ ｒ ｓ
ｐ ｒ ｅ ｓ ｅｎ ｔ ｅｄａ ｔｔｈ ｅ３ ９ ｔｈＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ



第 １ ２ 期 《 现代 技术 陶 瓷 》 Ａ ｄｖａｎ ｃ ｅｄＣｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓ
，

２ ０ ２ １
，４ ２（ １ ２ ） ：１ ４ ２ ？３ ９ ？

Ｃｏｎ ｆ ｅｒ ｅｎ ｃ ｅｏｎＡ ｄｖａｎｃ ｅｄＣｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓａｎｄＣｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ
，Ｆ ｉ ｒ ｓ ｔＥｄ ｉ ｔ ｉｏｎ ．

［ ５ ７ ］ＰＯＬＺ ＩＮＣ
，ＧＵＮＴＨＥＲＤ ，ＳＥＩＴＺＨ ．３ Ｄ

ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ
ｏ ｆ

ｐｏ ｒｏ ｕ ｓＡ １
２
０

３ａｎｄＳ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆ

Ｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃＳ ｃ ｉ ｅｎｃ ｅａｎｄＴ ｅｃｈｎｏ ｌｏｇｙ ，２ ０ １ ５
，
０ ６（ ０ ２ ） ：１ ４ １ １ ４ ６ ．

［ ５ ８ ］ＤＵＡＮＷ ， ＹＩＮＸ ，
ＣＡＯＦ ， ｅ ｔａ ｌ ．Ａｂ ｓｏ ｒｐ ｔ ｉｏｎ

ｐ ｒｏｐ ｅ ｒ ｔ ｉ ｅ ｓｏ ｆｔｗ ｉｎｎ ｅｄＳ ｉＣｎａｎｏｗ ｉ ｒ ｅ ｓｒ ｅ ｉｎ ｆｏ ｒ ｃ ｅｄＳ ｉ ３Ｎ４

ｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓｆａｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｅｄｂｙ３Ｄ ｐ ｒ ｉｎ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＬ ｅ ｔ ｔ ｅ ｒ ｓ
，２ ０ １ ５

，
１ ５ ９  ：２ ５ ７ ２ ６ ０ ．

［ ５ ９ ］Ｓ ＩＮＧＨＮ
？Ｓ ＩＮＧＨＲ

，ＫＵＭＡＲＲ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｒ ｅ ｃｙｃ ｌ ｅｄＨＤＰＥｒ ｅ ｉｎ ｆｏ ｒ ｃ ｅｄＡ １

２
０

３ａｎｄＳ ｉＣｔｈ ｒ ｅ ｅｄ ｉｍ ｅｎ

ｓ ｉｏｎａ ｌ
ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｅｄ

ｐ ａ ｔ ｔ ｅ ｒｎ ｓｆｏ ｒｓ ａｎｄｗ ｉ ｃｈｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ
［ Ｊ ］ ．Ｅｎｇ ｉｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎｇ

Ｒ ｅ ｓ ｅａ ｒ ｃｈＥｘｐ ｒ ｅ ｓ ｓ ， ２ ０ １ ９ ， １
：

０ １ ５ ０ ０ ７ ．

［ ６ ０ ］ＭＡＳＵＤＡＨ
，ＯＨＴＡＹ

，Ｋ ＩＴＡＹＡＭＡＭ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ
ｏ ｆ Ｓ ｉＣｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓｗ ｉ ｔｈｃｏｍ ｐ ｌ ｉ ｃ ａ ｔ ｅｄ

ｓｈａｐ ｅ ｓｕ ｓ ｉｎｇｔｈ ｅＦＤＭｔｙｐ ｅ３ Ｄ Ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｅ ｒ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＳｃ ｉ ｅｎｃ ｅａｎｄＣｈ ｅｍ ｉ ｃ ａ ｌＥｎｇ ｉｎ ｅ ｅ ｒ ｉｎｇ ，

２ ０ １ ９
，７

：１ １ ２ ．

［ ６ １ ］ＴＲＡＶ ＩＴＺＫＹＮ
，Ｗ ＩＮＤＳＨＥ ＩＭＥＲＨ

，ＦＥＹＴ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｐ ｒ ｅ ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ

ｐ ａｐ ｅ ｒ ｄ ｅ ｒ ｉ ｖ ｅｄｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒ

ｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＡｍ ｅ ｒ ｉ ｃ ａｎＣｅ ｒ ａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ ０ ８
，９ １（ １ １ ） ：３ ４ ７ ７ ３ ４ ９ ２ ．

［ ６ ２ ］Ｗ ＩＮＤＳＨＥ ＩＭＥＲＨ
，ＴＲＡＶ ＩＴＺＫＹＮ

，ＨＯＦＥＮＡＵＥＲＡ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｌａｍ ｉｎａ ｔ ｅｄｏｂ

ｊ
ｅ ｃ ｔｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ

ｏ ｆ

ｐ ｒ ｅ ｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｐａｐ ｅ ｒ ｄ ｅｒ ｉ ｖ ｅｄＳ ｉ Ｓ ｉＣｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ［ Ｊ ］ ．Ａｄｖａｎｃ ｅｄＭ ａ ｔ ｅｒ ｉ ａ ｌ ｓ
，

２ ０ １ ７
，

１ ９
：４ ５ １ ５ ４ ５ １ ９ ．

［ ６ ３ ］ＣＡ ＩＫ
，ＲＯＭＡＮ ＭＡＮＳＯＢ ，ＳＭＡＥＹＪ Ｅ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ｇ ｅｏｍ ｅ ｔ ｒ ｉ ｃ ａ ｌ ｌｙｃｏｍｐ ｌ ｅ ｘｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎｃ ａｒｂ ｉｄ ｅｓ ｔ ｒｕｃ ｔｕ ｒ ｅ ｓ

ｆａｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｅｄｂｙＲｏｂｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＡｍ ｅｒ ｉ ｃ ａｎＣ ｅｒ ａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ １ ２
，９ ５（ ８ ） ：２ ６ ６ ０ ２ ６ ６ ６ ．

［ ６ ４ ］ＷＡＨ ＬＬ ，ＬＯＲＥＮＺＭ ，ＢＩＧＧＥＭＡＮＮＪ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ｒｏｂｏ ｃ ａ ｓ ｔ ｉｎｇｏ ｆｒ ｅ ａ ｃ ｔ ｉ ｏｎｂｏｎｄ ｅｄｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎｃ ａｒｂ ｉｄ ｅ

ｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔｕ ｒ ｅ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕ ｒｏｐ ｅａｎＣ ｅｒａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ １ ９ ， ３ ９
：４ ５ ２ ０ ４ ５ ２ ６ ．

［ ６ ５ ］ＦＥ ＩＬＤＥＮＥ ，ＧＬＹＭＯＮＤＤ
，ＳＡ ＩＺＥ

，ｅ ｔａ ｌ ．Ｈ ｉｇｈｔ ｅｍｐ ｅ ｒａ ｔｕｒ ｅｓ ｔ ｒ ｅｎｇ ｔｈｏ ｆａｎｕ ｌ ｔ ｒａｈ ｉｇｈｔ ｅｍｐ ｅ ｒ ａ ｔｕ ｒ ｅ

ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ
ｐ ｒｏｄｕ ｃ ｅｄｂｙａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖｅｍ ａｎｕ ｆ ａｃ ｔｕｒ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｃｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓＩｎｔ ｅｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ

，２ ０ １ ９ ，４ ５  ：１ ８ ２ １ ０ １ ８ ２ １ ４ ．

［ ６ ６ ］ＥＬＩＺＡＲＯＶＡＩＳ ，ＶＡＮＤＥＰＥＲＲＥＬ
，ＳＡ ＩＺＥ ．Ｃｏｎ ｆｏ ｒｍ ａｂ ｌ ｅｇ ｒ ｅ ｅｎｂｏｄ ｉ ｅ ｓ

：Ｐ ｌ ａ ｓ ｔ ｉ ｃｆｏ ｒｍ ｉｎｇｏ ｆｒｏｂｏ

ｃａ ｓ ｔ ｅｄａｄｖａｎ ｃ ｅｄｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕｒｏｐ ｅａｎＣ ｅ ｒａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ ２ ０
，４ ０ ：５ ５ ２ ５ ５ ７ ．

［ ６ ７ ］ＧＯＭＥＺ ＧＯＭＥＺＡ
，ＭＯＹＡＮＯＪ Ｊ  ，ＯＳＥＮＤ ＩＭ Ｉ

，ｅ ｔａ ｌ ．Ｔｈ ｅｅ ｆ ｆ ｅ ｃ ｔｏ ｆｒｏｄｏ ｒ ｉ ｅｎ ｔ ａ ｔ ｉｏｎｏｎｔ ｈ ｅｓ ｔ ｒ ｅｎｇ ｔｈ

ｏ ｆｈ ｉｇｈ ｌｙｐｏ ｒｏｕ ｓｆ ｉ ｌ ａｍ ｅｎ ｔ
ｐ ｒ ｉ ｎ ｔ ｅｄ３ ＤＳ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃａｒ ｃｈ ｉ ｔ ｅｃ ｔｕｒ ｅ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｂｏ ｌ ｅ ｔ ｉｎｄ ｅ ｌ ａＳｏ ｃ ｉ ｅｄ ａｄＥ ｓｐ ａｎｏ ｌ ａｄ ｅ

Ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃａｙＶ ｉｄｒ ｉｏ
，２ ０ ２ ０  ，ｈ ｔ ｔ ｐ ｓ

： ／ ／ ｄｏ ｉ ．ｏｒｇ／ １ ０ ．１ ０ １ ６ ／ ｊ
．ｂ ｓ ｅ ｃｖ ．２ ０ ２ ０ ．０ １ ． ０ １ ３ ．

［ ６ ８ ］ＺＨＡＮＧＨ ， ＹＡＮＧＹ
，
Ｌ ＩＵＢ ， ｅ ｔａ ｌ

．Ｔｈ ｅ
ｐ ｒ ｅｐ ａｒ ａ ｔ ｉｏｎｏ ｆＳ ｉＣ ｂ ａ ｓ ｅｄｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓｂ ｙｏｎ ｅｎｏｖ ｅ ｌｓ ｔｒ ａ ｔ ｅｇｙ

ｃｏｍｂ ｉｎ ｅｄ３ Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇｔ ｅ ｃｈｎｏ ｌｏｇｙａｎｄ ｌ ｉｑｕ ｉｄｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎ ｉｎ ｆ ｉ ｌ ｔ ｒ ａ ｔ ｉ ｏｎｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉ ｏｎ ａ ｌ
，

２ ０ １ ９
，４ ５

：１ ０ ８ ０ ０ １ ０ ８ ０ ４ ．

［ ６ ９ ］ＭＣＣＬＡ ＩＮＭＳ
，ＧＵＮＤＵＺＩＥ

，ＳＯＮＳＦ ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕｒ ｉｎｇｏ ｆｃ ａｒｂｏｎｆ ｉｂ ｅ ｒｒ ｅ ｉｎ ｆｏ ｒｃ ｅｄｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎ

ｃａ ｒｂ ｉｄｅｒｏ ｃｋ ｅ ｔｎｏ ｚｚ ｌ ｅ ｓ［ Ｃ］ ．Ａ ＩＡＡ Ｓｃ ｉＴ ｅｃｈＦｏ ｒｕｍ
， ７ １ １Ｊ ａｎｕａｒｙ

２ ０ １ ９ ，
Ｓ ａｎＤ ｉ ｅｇｏ ，

Ｃａ ｌ ｉ ｆｏ ｒｎ ｉ ａ
，
ＵＳＡ ．

［ ７ ０ ］ＨＯＬＬＯＲＡＮ ＪＷ ．Ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃｓ ｔ ｅ ｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇ ｒ ａｐｈｙ ：Ａ ｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕｆａ ｃ ｔ ｕ ｒ ｉｎｇ
ｆｏｒｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓｂｙｐｈｏ ｔｏｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒ

ｉ ｚ ａ ｔ ｉｏｎ［ Ｊ ］ ．Ａｎｎｕａ ｌＲ ｅｖ ｉ ｅｗｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＲ ｅ ｓ ｅ ａ ｒ ｃｈ
，２ ０ １ ６

，４ ６  ：１ ９ ４ ０ ．

［ ７ １ ］ＦＲＩＥＤＥＬＴ
，ＴＲＡＶ ＩＴＺＫＹＮ ＩＥＢＬ ＩＮＧＦ

，ｅ ｔａ ｌ ．Ｆａｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｉ ｏｎｏ ｆ
ｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒｄ ｅｒ ｉ ｖ ｅｄｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ

ｐ ａｒ ｔ ｓｂｙ

ｓ ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｉ ｖ ｅ ｌ ａ ｓ ｅ ｒｃｕｒ ｉｎｇ［ Ｊ Ｊ ．Ｊ ｏ ｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕ ｒｏｐ ｅ ａｎＣ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ ０ ５
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．Ｆａｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｉｏｎｏ ｆｔｈｒ ｅ ｅ ｄ ｉｍ ｅｎ ｓ ｉ ｏｎａ ｌＳ ｉＣｃ ｅｒａｍ ｉ ｃｍ ｉ ｃ ｒｏ ｓ ｔ ｒｕｃ ｔｕ ｒ ｅ ｓ
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，ＭＡＲＴ ＩＮＪ Ｈ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇｏ ｆｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒ ｄｅ ｒ ｉｖ ｅｄｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓ

［ Ｊ ］ ．Ｓｃ ｉ ｅｎ ｃ ｅ
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［ ７ ４ ］ＨＡＺＡＮＹ
，ＰＥＮＮＥＲＤ ．Ｓ ｉＣａｎｄＳ ｉＯＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃａｒ ｔ ｉ ｃ ｌ ｅ ｓｐ ｒｏｄｕ ｃ ｅｄｂ ｙｓ ｔ ｅ ｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇｒ ａｐｈｙｏ ｆａ ｃ ｒｙ ｌ ａ ｔ ｅ

ｍｏｄ ｉ ｆ ｉ ｅｄｐｏ ｌｙ ｃ ａｒｂｏ ｓ ｉ ｌ ａｎ ｅｓｙ ｓ ｔ ｅｍ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕ ｒ ｏｐ ｅａｎＣｅ ｒａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ １ ７ ， ３ ７（ １ ６ ） ：

５ ２ ０ ５ ５ ２ １ ２ ．

［ ７ ５ ］Ｌ ＩＧＯＮＳＣ
，
ＢＬＵＧＡＮＧ ， ＫＵＥＢＬＥＲＪ ．Ｍ ａ ｓｋ ｌ ｅ ｓ ｓ ｌ ｉ ｔｈｏｇ ｒ ａｐｈｙ

ｏ ｆｓ ｉ ｌ ａｚ ａｎ ｅ ｓｆｏ ｒｆａｂ ｒ ｉ ｃａ ｔ ｉｏｎｏ ｆｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ

ｍ ｉ ｃｒｏ ｃｏｍｐｏｎｅｎ ｔ ｓ［ Ｊ Ｊ ．Ｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉ ｏｎａ ｌ
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［ ７ ６ ］ＣＨＥＮＪ ，
ＷＡＮＧＹ

，
ＰＥ ＩＸ
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ｇ ｒ ａｙ ｃｏ ｌｏｒ ｅｄ

Ｓ ｉＣｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ
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，
ＺＨＡＮＧ Ｋ
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．Ｄ ｉ ｓｐ ｅｒ ｓ ｉｏ ｎａｎｄｓ ｔ ａｂ ｉ ｌ ｉ ｔｙ
ｏ ｆＳ ｉＣｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃｓ ｌｕｒｒｙ

ｆｏ ｒｓ ｔ ｅ ｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇ ｒ ａ

ｐｈｙ［ Ｊ ］ ．Ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ
，２ ０ ２ ０

，４ ６（ ４ ） ：４ ７ ２ ０ ４ ７ ２ ９ ．

［ ８ １ ］ＨＥＲ
，
ＤＩＮＧＧ

，
ＺＨＡＮＧＫ

，
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．Ｆａｂ ｒ ｉ ｃａ ｔ ｉｏｎｏ ｆＳ ｉＣｃ ｅｒａｍ ｉ ｃａｒ ｃｈ ｉ ｔ ｅ ｃ ｔｕ ｒ ｅ ｓｕ ｓ ｉｎｇｓ ｔ ｅ ｒ ｅｏ ｌ ｉ ｔｈｏｇｒ ａｐｈｙ

ｃｏｍｂ ｉｎ ｅｄｗ ｉ ｔｈｐ ｒ ｅ ｃｕｒ ｓｏ ｒ ｉｎ ｆ ｉ ｌ ｔ ｒａ ｔ ｉｏｎａｎｄｐｙｒｏ ｌｙ ｓ ｉ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ
，

２ ０ １ ９ ，
４ ５

：

１ ４ ０ ０ ６ １ ４ ０ １ ４ ．

［ ８ ２ ］Ｄ ＩＮＧＧ
？ＨＥＲ

，ＺＨＡＮＧＫ
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ｌ ｉｇｈ ｔｗ ｅ ｉｇｈ ｔｏｐ ｔ ｉ ｃ ａ ｌｍ ｉ ｒｒｏｒ［ Ｊ ］ ．Ｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ
，２ ０ ２ ０

，４ ６（ １ １ ） ：１ ８ ７ ８ ５ １ ８ ７ ９ ０ ．

［ ８ ３ ］ＬＡＲＳＯＮＣＭ
，ＣＨＯ ＩＪ Ｊ  ，ＧＡＬＬＡＲＤＯＰＡ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ｄ ｉ ｒ ｅ ｃ ｔ ｉｎｋｗ ｒ ｉ ｔ ｉｎｇ

ｏ ｆｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎｃａｒｂ ｉｄｅｆｏ ｒｍ ｉ ｃｒｏｗａｖ ｅ

ｏｐ ｔ ｉ ｃ ｓ［ Ｊ ］ ．Ａｄｖ ａｎ ｃ ｅｄＥｎｇ ｉｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎｇＭ ａ ｔ ｅｒ ｉ ａ ｌ ｓ
，２ ０ １ ６

，１ ８  ：３ ９ ４ ５ ．

［ ８ ４ ］ＣＨＥＮＨ ，ＷＡＮＧＸ
，ＸＵＥＦ ，ｅ ｔａ ｌ ．３Ｄ

ｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇ
ｏ ｆＳ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ

：Ｄ ｉ ｒ ｅ ｃ ｔ ｉｎｋｗ ｒ ｉ ｔ ｉｎｇ
ｗ ｉ ｔｈａｓ ｏ ｌｕ ｔ ｉ ｏｎｏ ｆ

ｐ ｒ ｅ ｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ
ｐｏ ｌｙｍ ｅｒ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕ ｒｏｐ ｅａｎＣｅｒａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ １ ８ ，３ ８

：５ ２ ９ ４ ５ ３ ０ ０ ．

［ ８ ５ ］Ｘ ＩＯＮＧＨ
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，ａ ｌ ｉｇｎ ｅｄＳ ｉＣｗｈ ｉ ｓｋ

ｅ ｒ ｓ
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ｏ ｆＣｆ／ Ｓ ｉＣｃｏ ｒ ｅ／ ｓｈ ｅ ｌ ｌｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ

ｆａｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｅｄｂｙｄ ｉ ｒ ｅ ｃ ｔ ｉｎｋｗ ｒ ｉ ｔ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｓ ｃ ｒ ｉｐ ｔ ａＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｉ ａ
，２ ０ １ ９ ，１ ６ ５  ：８ ４ ８ ８ ．

［ ８ ９ ］ＬＵＺ
，Ｘ ＩＡＹ

，Ｍ ＩＡＯＫ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｍ ｉ ｃ ｒ ｏ ｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔｕ ｒ ｅｃｏｎ ｔ ｒｏ ｌｏ ｆｈ ｉｇｈ ｌｙ

ｏ ｒ ｉ ｅｎ ｔ ｅｄｓ ｈｏ ｒ ｔｃ ａｒｂｏｎｆ ｉｂ ｒ ｅ ｓ ｉｎＳ ｉＣ

ｍ ａ ｔ ｒ ｉｘｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓｆ ａｂ ｒ ｉ ｃａ ｔ ｅｄｂｙｄ ｉ ｒ ｅ ｃ ｔ ｉ ｎｋｗ ｒ ｉ ｔ ｉｎｇ［ Ｊ］ ．Ｃｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉ ｏｎ ａ ｌ
，

２ ０ ２ ０
，

４ ５  ：

１ ７ ２ ６ ２ １ ７ ２ ６ ７ ．

［ ９ ０ ］ＳＯＮＧＳ
，
ＧＡＯＺ ，

ＬＵＢ
，

ｅ ｔａ ｌ
．Ｐ ｅｒ ｆｏ ｒｍ ａｎｃ ｅｏｐ ｔ ｉｍ ｉ ｚ ａ ｔ ｉｏ ｎｏ ｆｃｏｍｐ ｌ ｉ ｃａ ｔ ｅｄｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔｕｒ ａ ｌＳ ｉＣ／ Ｓ ｉｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ

ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓｐ ｒ ｅｐ ａ ｒ ｅｄｂｙｓ ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｉ ｖ ｅ ｌａ ｓ ｅ ｒｓ ｉｎ ｔ ｅ ｒ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ
，

２ ０ ２ ０ ，
４ ６（ １ ） ：５ ６ ８ ５ ７ ５ ．

［ ９ １ ］ＧＯＭＥＺ ＧＯＭＥＺＡ
，ＭＯＮＡＮＯ ，ＲＯＭＡＮ ＭＡＮＳＯＢ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ｈ ｉｇｈ ｌｙ ｐｏ ｒｏ ｕ ｓｈ ｉ ｅ ｒ ａｒ ｃｈ ｉ ｃａ ｌＳ ｉＣｓ ｔ ｒｕ ｃ

ｔ ｕ ｒ ｅ ｓｏｂ ｔ ａ ｉｎ ｅｄｂ ｙ
ｆ ｉ ｌ ａｍ ｅｎ ｔｐ ｒ ｉｎ ｔ ｉｎｇａｎｄｐ ａｒ ｔ ｉ ａ ｌｓ ｉｎ ｔ ｅ ｒ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕｒｏｐ ｅ ａｎＣ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ

ｔｙ ，２ ０ １ ９
，３ ９（ ４ ） ：６ ８ ８ ６ ９ ５ ．

［ ９ ２ ］ＺＨＡＮＧＪ ，Ｊ ＩＡＮＧＤ ，ＬＩＮＱ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ｐ ｒｏｐ ｅ ｒ ｔ ｉ ｅ ｓｏ ｆｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏｎｃ ａｒｂ ｉ ｄ ｅｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓｆｒｏｍ
ｇ ｅ ｌ ｃａ ｓ ｔ ｉｎｇ

ａｎｄｐ ｒ ｅ ｓ

ｓｕ ｒ ｅ ｌ ｅ ｓ ｓｓ ｉ ｎ ｔ ｅｒ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｍ ａ ｔ ｅｒ ｉ ａ ｌ ｓ＆ ．Ｄ ｅ ｓ ｉｇ ｎ ，２ ０ １ ５
，

６ ５
：１ ２ １ ６ ．

［ ９ ３ ］ＳＯＮＧＮ
，ＺＨＡＮＧＨＢ

，Ｌ ＩＵＨ ， ｅ ｔａ ｌ ．Ｅ ｆ ｆ ｅ ｃ ｔ ｓｏ ｆＳ ｉＣｗｈ ｉ ｓｋ ｅ ｒ ｓｏｎｔｈ ｅｍ ｅ ｃｈａｎ ｉ ｃａ ｌ
ｐ ｒ ｏｐ ｅ ｒ ｔ ｉ ｅ ｓａｎｄｍ ｉ

ｃｒｏ ｓ ｔ ｒｕ ｃ ｔｕ ｒ ｅｏ ｆＳ ｉＣｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ ｓｂｙ
ｒ ｅａ ｃ ｔ ｉ ｖ ｅｓ ｉｎ ｔ ｅｒ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｃ ｅｒ ａｍ ｉ ｃ ｓＩｎ ｔ ｅｒｎａ ｔ ｉｏ ｎａ ｌ

，２ ０ １ ７
，４ ３ ：６ ７ ８ ６ ６ ７ ９ ０ ．

［ ９ ４ ］ＭＡＲＺ ， ＷＵＪ ， ＷＥＩＢＱ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇａｎｄｐ ｒｏｐ ｅ ｒ ｔ ｉ ｅ ｓｏ ｆｃ ａ ｒｂｏｎｎａｎｏ ｔｕｂ ｅ ｓ ｎａｎｏ Ｓ ｉＣｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃ



第 １ ２ 期 《 现代 技术 陶 瓷 》 Ａ ｄｖａｎ ｃ ｅｄＣｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓ
，

２ ０ ２ １
，４ ２（ １ ２ ） ：１ ４ ２ ？４ １ ？

［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＳｃ ｉ ｅｎｃ ｅ
，１ ９ ９ ８ ，３ ３ ：５ ２ ４ ３ ５ ２ ４ ６ ．

［ ９ ５ ］ＤＯＮＧＳ
，ＫＡＴＯＨＹ ，ＫＯＨＹＡＭＡＡ．Ｐ ｒ ｅｐ ａｒ ａ ｔ ｉ ｏｎｏ ｆＳ ｉＣ／ Ｓ ｉＣｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓｂｙｈｏ ｔｐ ｒ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇ ，ｕ ｓ ｉｎｇ

Ｔｙｒ ａｎｎｏ ＳＡｆ ｉｂ ｅｒａ ｓｒ ｅ ｉｎ ｆｏｒ ｃ ｅｍ ｅｎ ｔ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎ ａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＡｍ ｅｒ ｉ ｃ ａｎＣ ｅｒ ａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ ０ ３ ？８ ６（ １ ） ：２ ６

３ ２ ．

［ ９ ６ ］ＬＩＵＷ ， ＣＨ ＥＮＣ ， ＳＨＵＡ ＩＳ ，
ｅ ｔａ ｌ

．Ｓ ｔｕｄｙ
ｏ ｆ

ｐｏ ｒ ｅｄ ｅ ｆ ｅ ｃ ｔａｎｄｍ ｅ ｃｈａｎ ｉ ｃａ ｌ
ｐ ｒ ｏｐ ｅｒ ｔ ｉ ｅ ｓ ｉｎｓ ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｉｖ ｅ ｌ ａ ｓ ｅｒ

ｍ ｅ ｌ ｔ ｅｄＴ １ ６Ａ １４Ｖａ ｌ ｌｏｙ
ｂ ａ ｓ ｅｄｏｎＸ ｒ ａｙ

ｃｏｍｐ ｕ ｔ ｅｄｔ ｏｍｏｇ ｒａｐｈｙ［ Ｊ ］ ．Ｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＳｃ ｉ ｅｎｃ ｅａｎｄＥｎｇ ｉｎ ｅ ｅ ｒ ｉｎｇ ：

Ａ
，２ ０ ２ ０ ，７ ９ ７

：１ ３ ９ ９ ８ １ ．

［ ９ ７ ］ＳＡＡＤＡＯＵ ＩＭ
，ＫＨＡＬＤＯＵＮ Ｆ

，ＡＤＲ ＩＥＮ Ｊ  ？ｅ ｔａ ｌ
．Ｘ ｒ ａｙ

ｔｏｍ ｏｇｒ ａｐｈｙ
ｏ ｆａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅ ｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕｒ ｅｄｚ ｉ ｒ

ｃｏｎ ｉ ａ
：Ｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇ

ｄ ｅ ｆ ｅ ｃ ｔ ｓ Ｓ ｔ ｒ ｅｎｇ ｔｈｒ ｅ ｌ ａ ｔ ｉｏｎ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｊ ｏｕ ｒｎａ ｌｏ ｆｔｈ ｅＥｕｒｏｐ ｅ ａｎＣ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃＳｏ ｃ ｉ ｅ ｔｙ ，２ ０ ２ ０ ，４ ０

（ ８ ） ：３ ２ ０ ０ ３ ２ ０ ７ ．

［ ９ ８ ］ＫＨＡＬＤＯＵＮＦ
，ＳＡＡＤＡＯＵ ＩＭ

，ＡＤＲ ＩＥＮｅ ｔａ ｌ
．Ｆ ｌ ｅｘｕｒ ａ ｌｓ ｔ ｒ ｅｎｇ ｔｈａｎｄＸ ｒ ａｙｃｏｍ ｐｕ ｔ ｅｄｔｏｍｏ

ｇｒ ａｐ ｈｙａｎａ ｌｙ ｓ ｉ ｓｏ ｆｚ ｉ ｒ ｃｏｎ ｉ ａｓｐ ｅ ｃ ｉｍ ｅｎｓ
ｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｅｄｂ ｙ

ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ［Ｃ］ ．１ ６ ｔｈＥｕｒｏｐ ｅ ａｎＩｎ ｔ ｅ ｒ

Ｒ ｅｇ ｉ ｏｎａ ｌＣｏｎ ｆｅ ｒ ｅｎ ｃ ｅｏ ｆＣ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓＣ ＩＥＣ１ ６ ．Ｔｏ ｒ ｉｎｏ ，９ １ １Ｓ ｅｐ ｔ ．２ ０ １ ８ ．

［ ９ ９ ］ＡＲＡ ＩＹ
，ＩＮＯＵＥＲ

，ＧＯＴＯＫ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ｃａｒｂｏｎｆ ｉｂ ｅ ｒｒ ｅ ｉｎｆｏ ｒ ｃ ｅｄｕ ｌ ｔ ｒ ａ ｈ ｉ ｇｈｔ ｅｍｐ ｅ ｒａ ｔｕｒ ｅｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃｍ ａ ｔ ｒ ｉｘ

ｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ
：Ａｒ ｅｖ ｉ ｅｗ［ Ｊ ］ ．Ｃ ｅ ｒａｍ ｉ ｃ ｓＩ ｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉｏｎａ ｌ

，２ ０ １ ９
，
４ ５（ １ ２ ） ：１ ４ ４ ８ １ １ ４ ４ ８ ９ ．

［ １ ０ ０ ］Ｂ ＩＮＮＥＲＪ ，ＰＯＲＴＥＲＭ
，ＢＡＫＥＲＢ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ｓ ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｉｏｎ ，ｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇ ，ｐ ｒｏｐ ｅ ｒ ｔ ｉ ｅ ｓａｎｄａｐｐ ｌ ｉ ｃａ ｔ ｉｏｎ ｓｏ ｆ

ｕ ｌ ｔ ｒａ ｈ ｉｇｈｔ ｅｍｐ ｅｒ ａ ｔｕｒ ｅｃ ｅ ｒ ａｍ ｉ ｃｍ ａ ｔ ｒ ｉｘｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ
，ＵＨＴＣＭＣ ｓ ａｒ ｅｖ ｉ ｅｗ［ Ｊ ］ ．Ｉｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉ ｏｎａ ｌＭ ａ ｔ ｅｒ ｉ

ａ ｌ ｓＲ ｅｖ ｉ ｅｗ ｓ
，２ ０ １ ９  ，ｈ ｔ ｔｐ ｓ

： ／ ／ ｄｏ ｉ ． ｏ ｒｇ ／ １ ０ ．１ ０ ８ ０ ／ ０ ９ ５ ０ ６ ６ ０ ８ ．２ ０ １ ９ ．１ ６ ５ ２ ０ ０ ６ ．

［ １ ０ １ ］ＷＡＮＧＰ
，
Ｌ ＩＵＦ

，
ＷＡＮＧＨ

，
ｅ ｔａ ｌ ．Ａｒ ｅｖ ｉ ｅｗｏ ｆｔｈ ｉ ｒｄ

ｇｅｎ ｅ ｒａ ｔ ｉｏｎＳ ｉＣｆ ｉｂ ｅ ｒ ｓａｎｄＳ ｉＣｆ／ Ｓ ｉＣｃｏｍｐｏ ｓ

ｉ ｔ ｅ ｓ［ Ｊ ｊ ．Ｊ ｏｕ ｒｎ ａ ｌｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＳ ｃ ｉ ｅｎｃ ｅ＆ ＊Ｔ ｅ ｃｈｎｏ ｌｏｇｙ ，２ ０ １ ９ ，３ ５（ １ ２ ） ：２ ７ ４ ３ ２ ７ ５ ０ ．

［ １ ０ ２ ］ＦＩＤＡＮＩ ， ＩＭＥＲ ＩＡ
，
ＧＵＰＴＡＡ

，
ｅ ｔａ ｌ

．Ｔｈ ｅｔｒ ｅｎｄ ｓａｎｄｃｈａ ｌ ｌ ｅｎｇ ｅ ｓｏ ｆｆ ｉｂ ｅｒｒ ｅ ｉ ｎ ｆｏｒ ｃ ｅｄａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖｅｍ ａｎ

ｕ ｆａ ｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇ［ Ｊ ］ ．Ｔｈ ｅＩｎ ｔ ｅ ｒｎａ ｔ ｉ ｏｎａ ｌ
Ｊ ｏｕｒｎａ ｌｏ ｆＡｄｖａｎｃ ｅｄＭ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔ ｕ ｒ ｉｎｇ

Ｔ ｅ ｃｈｎｏ ｌｏｇｙ ，２ ０ １ ９
，１ ０ ２

：１ ８ ０ １

１ ８ １ ８ ．

［ １ ０ ３ ］ＢＡＬＬＡＶＫ
，ＫＡＴＥＫＨ

，ＳＡＴＹＡＶＯＬＵＪ ，ｅ ｔａ ｌ ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅｍ ａｎｕ ｆ ａｃ ｔｕｒ ｉｎｇｏ ｆｎａ ｔ ｕ ｒａ ｌｆ ｉｂ ｅ ｒｒ ｅ ｉｎ

ｆｏｒ ｃ ｅｄ
ｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ

：Ｐ ｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉｎｇａｎｄｐ ｒｏ ｓｐ ｅｃ ｔ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓＰａｒ ｔＢ ， ２ ０ １ ９ ， １ ７ ４
：１ ０ ６ ９ ５ ６ ．

［ １ ０ ４ ］ＷＡＮＧＸ
，Ｊ ＩＡＮＧＭ

，ＺＨＯＵＺ
，ｅ ｔａ ｌ ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉｖ ｅｍ ａｎｕ ｆａｃ ｔｕ ｒ ｉｎｇｏ ｆｎａ ｔｕ ｒａ ｌｆ ｉｂ ｅ ｒｒ ｅ ｉｎ ｆｏ ｒ ｃ ｅｄｐｏ ｌｙｍ ｅ ｒ

ｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ
：Ｐｒｏ ｃ ｅ ｓ ｓ ｉ ｎｇａｎｄｐ ｒｏ ｓｐ ｅｃ ｔ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓＰａｒ ｔＢ ， ２ ０ １ ７ ， １ １ ０  ：４ ４ ２ ４ ５ ８ ．

［ １ ０ ５ ］ＫＡＢＩＲＳＭＦ
，ＭＡＴＨＵＲＫ

，ＳＥＹＡＭＡＦＭ ．Ａｃｒ ｉ ｔ ｉ ｃ ａ ｌｒ ｅｖ ｉ ｅｗｏｎ３ Ｄｐ ｒ ｉｎ ｔ ｅｄｃｏｎ ｔ ｉｎｕｏ ｕ ｓｆ ｉｂ ｅ ｒ ｒ ｅ ｉｎ

ｆｏｒ ｃ ｅｄｃｏｍ ｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ
：ｈ ｉ ｓ ｔｏ ｒｙ ，ｍ ｅ ｃｈ ａｎ ｉ ｓｍ

，ｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓａｎｄ
ｐ ｒｏｐ ｅｒ ｔ ｉ ｅ ｓ［ Ｊ ］ ．Ｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅＳ ｔ ｒｕ ｃ ｔｕ ｒ ｅ

，２ ０ ２ ０
，

２ ３ ２
：１ １ １ ４ ７ ６ ．

［ １ ０ ６ ］ＷＥＲＫＥＮＮ
，ＴＥＫ ＩＮＡＬＰＨ

，ＫＨＡＮＢＯＬＯＵＫ ＩＰ
，ｅ ｔａ ｌ

．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅ ｌｙｍ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔｕｒ ｅｄｃ ａｒｂｏｎｆ ｉ ｂ ｅｒ

ｒ ｅ ｉｎ ｆｏ ｒ ｃ ｅｄｃｏｍｐｏ ｓ ｉ ｔ ｅ ｓ
：Ｓ ｔ ａ ｔ ｅｏ ｆｔｈ ｅａｒ ｔａｎｄｐ ｅ ｒ ｓｐｅ ｃ ｔ ｉｖ ｅ［ Ｊ ］ ．Ａｄｄ ｉ ｔ ｉ ｖ ｅＭ ａｎｕ ｆａ ｃ ｔ ｕ ｒ ｉｎｇ ，２ ０ ２ ０ ，

３ １
，１ ０ ０ ９ ６ ２ ．

［ １ ０ ７ ］ＬＵＺ
，
ＣＡＯＪ ，

ＳＯＮＧＺ
，
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